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EDITORIAL | de Gabriel Neagu

Extrem de frumoase
vacantele de vara, dar
cand teintorci si trebuie
sa muncesti mult mai
mult - cel putin pana
ajungi la zi cu tot ce s-a
intamplat in aceasta pe-
rioada — parca nu iti mai
vine sa-ti iei asa de mult
timp liber... Din fericire
ne-am organizat bine,
iar prima luna a toamnei
nu ne-a prins pe picior
; A X gresit.
o / | Poate si din cauza inter-
. o & netului, care te obliga
; \ sa fii tot timpul prezent
= 3 | online, pentru ca, altfel,
statisticile pot sa-ti dea destule batai de cap... Sunt vremuri
foarte agitate, lumea vrea totul “pe repede inainte”si dacd se
poate - ieri — cu atat mai bine, dar, de multe ori, toatd aceasta
graba poate duce la superficialitate si, inerent, la greseli.
Nu vreau sa intru in detalii; haideti sa asteptam implemen-
tarea inteligentei artificiale peste tot, pentru ca noi sa nu mai
avem nicio grija... Cert este cd lucrurile nu s-au schimbat fun-
damental. Oamenii au nevoie de informatii pertinente, care,
adesea, sa fie analizate pentru a avea o perspectiva clara si
pe termen lung asupra unui fenomen.
Aici incercam noi sa ne facem cat mai utili. Cu stiri de ultima
ora din lumea electronicii si cu articole tehnice care
analizeaza un segment de piata din domeniu sau descriu
aplicatii utile dezvoltatorilor, producatorilor si, de multe ori,
pasionatilor de electronica. Din acest punct de vedere,
editia revistei din luna Septembrie reflecta stradaniile noas-
tre despre care am vorbit.
Acest numadr acopera o gama larga de articole tehnice, de
la prezentarea unor componente pasive de la Murata si a
multor senzori utili in numeroase aplicatii de automatizari
industriale, pana la dispozitive de putere — de la onsemi si
Infineon - folosite in industria auto si, respectiv, in dome-
niul energiilor alternative.
Pe de alta parte, o mare atentie a fost acordata aplicatiilor
loT, sistemelor securizate si conectate in timp real (de exem-
plu, dispozitivele SoC FPGA de la Microchip descrise intr-un
excelent articol semnat de DigiKey), memoriilor MRAM de
la Everspin Technologies, precum si aplicatiilor bazate pe
tehnologia Bluetooth (Silicon Labs si Rutronik va propun
in acest domeniu doua articole extrem de interesante).
In final, recomand celor initiati articolul semnat de Analog
Devices: “O abordare la nivel de sistem, inalt integratd, pentru
simplificarea proiectdrii canalelor I/O izolate, configurabile prin
software’; unde se pune accentul pe optimizarea consumului
energetic al unei aplicatii.
Tinand cont de faptul ca pe la mijlocul lunii Octombrie vom
participa la doud evenimente de presa foarte importante (la
Minchen, Germania si Limerick, Irlanda) sa fiti siguri cd vom
continua sa imbunatatim si mai mult continutul editorial al
revistei noastre! Mai vorbim pe aceasta tema.

Pe curand! -
Hahrel

gneagu@electronica-azi.ro
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Castigati un depanator/
programator produs de Microchip

MPLABICD 5

MPLAB ICD® 5
(Part # DV164055)

MPLAB® ICD 5 In-Circuit Debugger/Programator ofera optiuni
avansate de conectivitate si putere pentru dezvoltatorii de pro-
iecte bazate pe dispozitive PIC®, AVR® si SAM si controlere de sem-
nal digital (DSC) dsPIC®. Acesta depaneaza si programeaza folo-
sind puternica si usor de utilizat interfata grafica cu utilizatorul a
mediului de dezvoltare integrat (IDE) MPLAB X. Acest instrument
de ultima generatie oferd o varietate de capabilitdti si caracteristici
- pe care le veti gasi in mod normal in produse mai scumpe -
pentru a accelera dezvoltarea si a reduce timpul de depanare.
Cu suportul sau pentru conectivitate Fast Ethernet si Power over
Ethernet Plus (PoE+), depanatorul/programatorul MPLAB ICD 5
ofera flexibilitate si confortul dezvoltarii de la distanta, izoland
in acelasi timp aplicatia voastra de conditiile de mediu.
Fie ca sunteti un dezvoltator experimentat sau sunteti la inceput
de drum, MPLAB® ICD 5 In-Circuit Debugger/Programmer va
poate accelera procesul de dezvoltare si va ofera posibilitatea
de a vd duce proiectele la nivelul urmator.
Caracteristici cheie:

Usor de conectat la PC utilizand interfata prin cablu USB Type-C

Fast Ethernet cu PoE+ ofera o mai mare flexibilitate si

comoditate pentru alimentarea uneltei de dezvoltare

Interfatd USB 2.0 de mare viteza

Conectivitatea Ethernet pentru programare si depanare

permite dezvoltarea de la distanta

Monitorizarea consumului de putere cu Data Visualizer

permite optimizarea consumului de energie al unui proiect.

Capabilitati Instrumented Trace (ARM SWO)

Pentru a avea sansa de a castiga un dispozitiv MPLAB ICD
5 sau de a primi un cupon de reducere de 15% pentru
acest produs, plus transport gratuit, accesati pagina:
https://page.microchip.com/E-Azi-ICD5.html
si introduceti datele voastre in formularul online.

The Power of the Channel
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Farnell primeste premiul
"European e-Catalogue
Distributor of the Year”
din partea Molex

Farnell a primit prestigiosul premiu “2022 European e-Catalogue
Distributor of the Year”din partea Molex. Premiul recunoaste efor-
turile si angajamentul exceptional al Farnell in extinderea liniei de
produse Molex, precum si remarcabilele lor relatii de marketing
si cu furnizorii din cadrul industriei.

Premiile anuale “European Distributor of the Year” de la Molex
onoreaza succesele regionale ale valorosilor parteneri de
distributie ai companiei. Programul de premiere recunoaste dis-
tribuitorii ale caror eforturi au contribuit la dezvoltarea afacerii
Molex in intreaga Europa.

Ceremonia de decernare a premiilor din acest an a avut loc in
Regatul Unit, la 27 iunie 2023.

Au fost prezenti reprezentanti ai companiei Farnell, printre care
Simon Meadmore, Vice President Product and Supplier Manage-
ment la Farnell Global, Andy Waller, Product Segment Lead la
Farnell Global, Andreea Teodorescu, Director Global Supplier
Marketing la Farnell Global si Rob Rospedzihowski, President
Sales EMEA la Farnell Global.

“Suntem incdntati sd primim acest premiu prestigios din partea
Molex, ca o recunoastere a cresterii noastre sustinute de strategia
noastrd de investitii in produse si de eforturile de marketing digi-
tal’; a declarat Simon Meadmore, Vice President, Product and
Supplier Management la Farnell. “Acesta este un efort de echipd
extraordinar in cadrul organizatiilor Molex si Farnell EMEA.”

Paul Keenan, Sales Director for Europe Distribution la Molex, a
declarat: "Am fost foarte incantat de aceastd colaborare. Molex
pretuieste colabordrile pe care le-a stabilit cu distribuitorii sdi, care
servesc, de asemenea, drept bazd pentru aceste premii. Farnell si
Molex impdrtdsesc o relatie puternicd, bazatd pe un angajament
comun fatd de excelentd si inovatie, colabordnd indeaproape pentru
ase asigura cd toti clientii nostri comuni primesc servicii si produse
remarcabile. Suntem incantati sa recompensdm Farnell cu acest
premiu’.

Ceremonia de decernare a premiului a oferit o oportunitate pen-
tru Farnell si Molex de a-si prezenta viziunea de viitor si de a pro-
mova colaborarea in vederea obtinerii unei cresteri profitabile.
Farnell ofera inginerilor proiectanti acces la peste 33.000 de
produse Molex aflate in stoc si gata de livrare. Pentru a afla mai
multe informatii, vizitati https://uk.farnell.com/b/molex

= Farnell | https://rofarnell.com
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Realizati sarcini simple de control cu unitati
de operare compacte, descentralizate, prin
intermediul interfetei IO-Link

Datorita aparaturii de control 10-Link, sarcinile simple de
comanda pot fi efectuate descentralizat. Butoanele potrivi-
te pentru aplicatiile de exterior sunt ideale pentru folosirea
sinelor de profil late de 40 mm ale instalatiilor de productie
sau ale gardurilor de protectie. Aparatura de comanda
|O-Link extrem de compacta cu conector M12 poate fi
montatd si conectatd usor — Plug & Play - chiar si de catre
personal neinstruit. Poate fi integrata in orice aplicatie prin
intermediul interfetei IO-Link si personalizata de la distanta
datorita gamei largi de functii.

Aparatura de control 10-Link compacta prezinta multe
avantaje. Datorita standardului de comunicatie I0-Link
este asigurat un limbaj unitar la nivelul intregului sistem.
Carcasele IP65 permit instalarea direct in aplicatie si sunt
deosebit de etanse. In plus, montarea pe profile de alu-
miniu sau pe suprafete de montaj plate cu ajutorul clemei
de montare este foarte practica. In caz de defectiune,
modulul poate fi inlocuit rapid sau demontat si remontat
in alt loc.

Conectarea simpla si rapida prin intermediul unui cablu
M12 preconfectionat (4 sau 5 poli) asigura o cablare rapida.
Gama larga de optiuni de parametrizare pentru culoarea
butoanelor, luminozitate simodurile de iluminare intermi-
tenta reduce eforturile de depozitare, deoarece aparatura
de comanda poate fi configurata cu usurinta cu ajutorul
sistemului de control pentru diverse aplicatii. Avand 5
culori standard, 3 culori RGB la alegere si un portofoliu cro-
matic cu 16 milioane de culori diferite, gama de culori este
foarte diversa. De asemenea, exista patru moduri diferite
de iluminare intermitentd, care pot fi configurate pentru
diverse aplicatii. Datorita intrerupatorului de reglare a
intensitatii pot fi parametrizate diferite niveluri de lumino-
zitate. Inscriptionarea individuald a unor etichete intr-o
imprimanta laser se poate face usor, cu ajutorul foilor de
imprimare disponibile separat.

Murrelektronik GmbH

Tel: +43 1 7064525-0

mail@murrelektronik.at

www.murrelektronik.ro stay connected
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PENTRU SISTEME SECURIZATE §
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ONECTATE iN‘TIMP REAL

Articolul trece in revista arhitectura unui astfel de dispozitiv SoC FPGA si felul in care acesta
sustine proiectarea eficienta a sistemelor conectate si deterministe. Apoi, prezinta pe scurt,
criteriul de referinta EEMBC CoreMark-Pro privind puterea de procesare in raport cu consumul
de energie, impreuna cu o perspectiva asupra performantei unui SoC FPGA reprezentativ.
Se analizeaza felul in care securitatea este integrata in aceste module si se prezinta in detaliu
dispozitivele FPGA SoC de referinta de la Microchip Technology, impreuna cu o platforma
de dezvoltare pentru accelerarea procesului de proiectare.

Inincheiere, este prezentata o scurta lista a placilor de expansiune de la MikroElektronika,
care pot fi utilizate pentru a implementa o serie de interfete de comunicatie, precum si

functii de localizare prin intermediul sistemului global de navigatie prin satelit (GNSS).

Rolf Horn
Inginer de aplicatii
DigiKey

Autor:

FPGA-urile (Field Programmable Gate Array),
subsistemele cu microcontrolere RISC-V
compatibile Linux, arhitecturile avansate de
memorie si interfetele de comunicatii de
inalta performanta sunt instrumente impor-
tante pentru proiectanti. Acest lucru este
valabil in special pentru proiectantii de sis-
teme conectate securizate, sisteme critice
de sigurantd si o gama largd de sisteme de-
terministe in timp real, cum ar fiinteligenta
artificiala (Al) si invatarea automata (ML).
Totusi, integrarea acestor elemente diverse
intr-un sigur sistem, conectat si determinist
poate fi o activitate dificila si consumatoare
de timp, la fel ca si stabilirea interconecta-
rilor de mare viteza pentru diferitele ele-
mente ale sistemului.

DigiKey

Proiectantii trebuie sa includa o unitate de
management a memoriei, 0 unitate de
protectie a memoriei, capabilitati de por-
nire (initializare) securizata si transmitatoa-
re de ordinul gigabitilor pentru conecti-
vitate de mare viteza. Proiectarea va avea
nevoie de managementul energiei active si
statice si de controlul curentilor de pornire.
Unele proiecte vor necesita operarea in in-
tervalul extins de temperaturi comerciale
de la 0°Cla +100°C pentru temperatura de
jonctiune (T), in timp ce sistemele din me-
diile industriale vor trebui sa opereze cu Ty
dela-40°Cla +100°C.

Pentru a face fata acestor provocari pre-
cum si altor probleme, proiectantii pot
apela la dispozitivele FPGA SoC (system-

on-chip), care combina consumul redus de
putere, eficienta termica si securitatea
cibernetica pentru sisteme inteligente,
conectate si deterministe.

SoC-uri construite pe o structura FPGA
“Cipul” pentru acest SoC este o structura
FPGA care contine elementele sistemului,
de la FPGA la subsistemul cu microcon-
troler RISC-V, construit cu logica FPGA.
Subsistemul cu microcontroler include un
ansamblu microcontroler RISC-V cu patru
nuclee, un nucleu de monitorizare RISC-V,
un controler de sistem si un subsistem
determinist de memorie de nivel 2 (L2).
FPGA-ul din aceste SoC-uri include pana la
460 K elemente logice, transmitatoare de
pana la 12,7 gigabiti pe secunda (Gbps) si
alte blocuri de intrare/iesire (I/0), inclusiv
I/0 de uz general (GPIO) si PCle 2 (Peripheral
Component Interconnect Express).
Arhitectura generala a fost proiectata pentru
fiabilitate.
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LABORATOR | Dispozitive SoC FPGA de la Microchip
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Toate elementele din acest SoC FPGA, inclusiv subsistemele RISC-V, sunt implementate pe structura FPGA.

Aceasta include corectia unei erori si de-
tectarea dublei erori (SECDED) pe toate
memoriile, analiza diferentiald a puterii
(DPA), protectia memoriei fizice si 128 de
kilobiti (Kbits) de memorie flash pentru
initializare (boot) (figura 1).

Microchip ofera ecosistemul sau Mi-V
(pronuntat “my five”) de instrumente si re-
surse de proiectare de la terti pentru a spri-
jiniimplementarea sistemelor RISC-V. Acesta
este construit pentru a accelera adoptarea
arhitecturii setului de instructiuni RISC-V
(ISA) pentru nucleele RISC-V consolidate si
pentru nucleele soft RISC-V. Elementele eco-
sistemului Mi-V includ accesul la:

» Licente de proprietate intelectuala (IP)

« Hardware

» Sisteme de operare si middleware

« Depanatoare, compilatoare si servicii
de proiectare

Microcontrolerele RISC-V din sistemele SoC
FPGA includ mai multe capabilitati de depa-
nare, cum ar fi o interfata extensibila avan-
sata (AXI) pasiva, configurabild in timpul
executiei si urmarirea instructiunilor. AXI
permite proiectantilor sa monitorizeze da-
tele care sunt scrise sau citite din diverse
memorii si sa stie cand sunt scrise sau citite.

www.electronica-azi.ro u n m

Subsistemul cu microcontroler RISC-V
utilizeaza un pipeline in cinci etape, cu o
singura instructiune, la fiecare ciclu de ceas.
Acesta nu este vulnerabil la amenintarile
Spectre sau Meltdown, care pot afecta
arhitecturile de tip 'out-of-order..

Toate cele cinci microcontrolere sunt in
concordantd cu subsistemul de memorie,
suportand o combinatie de sisteme in timp
real in mod AMP (Asymmetric Multi-Process-
ing) determinist si Linux.

: :

Direct
Access

Caracteristicile subsistemului RISC-V includ
(figura 2):

Rularea Linux si a operatiunilor complexe
in timp real

Configurarea L1 si L2 ca memorie
determinista

Subsistem de memorie DDR4
Dezactivarea/activarea predictiilor de
ramificare

Functionarea pipeline-ului in ordine »

Linux®

Core 2
L1

:

L2 Cache Memory

L2 Memory Subsystem

DDR4

© Microchip Technology

m Subsistemul RISC-V include mai multe elemente de procesor si de memorie.
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Mai multa procesare

cu mai putina energie

Pe langad avantajele pe care le oferd in ceea
ce priveste operarea sistemului, inclusiv su-
portul pentru procesare intensiva, in timp
real, dispozitivele SoC FPGA sunt foarte efi-
ciente din punct de vedere energetic. Crite-
riul de referintd EEMBC CoreMark-PRO este
un standard industrial pentru compararea
eficientei si performantei microcontrolere-
lor in sistemele embedded. Acesta a fost
special creat pentru evaluarea comparativa
a performantelor hardware si pentru a inlo-
cui testul de referinta Dhrystone.

Sarcinile de lucru CoreMark-PRO includ o
diversitate de caracteristici de performanta,
paralelism la nivel de instructiuni si utilizare
a memoriei, pe baza a patru sarcini de lucru
in virgula mobild si cinci sarcini de lucru cu
numere intregi comune.

Sarcinile de lucru in virgula mobila includ o
rutind de algebra liniara derivata din LIN-
PACK, o transformata Fourier rapida, un al-
goritm de retea neurald pentru evaluarea
modelelor si o versiune imbunatatita a cri-
teriului de referinta Livermore loops.

9000
8000
7000
6000
5000
4000

Coremarks

3000
2000
1000

un generator de numere aleatoare reale
(TRNG) si o functie fizic neclonabild (PUF -
Physical Unclonable Function). Acestea in-
clud, de asemenea, initializare securizata
standard si definita de utilizator, protectie a
memoriei fizice, care ofera restrictii de acces
la memorie legate de starea masinii, inclusiv
modurile masing, supervizor sau utilizator si
imunitate la atacurile Meltdown si Spectre.
Securitatea incepe cu gestionarea securi-
zata a lantului de aprovizionare, inclusiv cu
utilizarea modulelor de securitate hard-
ware (HSM - Hardware Security Module) in
timpul testarii plachetelor si incapsuldrii.

Utilizarea unui certificat x.509 FPGA sem-
nat digital de 768-octeti incorporat in fie-
care SoC FPGA contribuie la asigurarea
lantului de aprovizionare. Numeroase de-
tectoare anti-manipulare pe cip sunt in-
cluse in dispozitivele SoC FPGA pentru a
asigura o functionare sigura si fiabila. In
cazul in care se detecteaza o incercare de
manipulare, se emite un semnal “tamper”,
care permite sistemului sa reactioneze in
functie de necesitati.

© Microchip Technology

MPFS095T

2x Cortex-A9
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1000 1500 2000
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2500 3000

FPGA SoC MPFS095T (linia portocalie) oferd 6 500 Coremarks la 1,3 wati.

Compresia JPEG, un analizor XML, compre-
sia ZIP si un algoritm de hash securizat pe
256-biti (SHA-256) stau la baza sarcinilor de
lucru cu numere intregi. Modelele MPFSO95T
ale acestor sisteme SoC FPGA, precum
MPFS095TL-FCSG536E, pot asigura pana la
6.500 Coremarks la 1,3 wati (figura 3).

Consideratii privind securitatea

Aplicatiile critice din punct de vedere al
sigurantei precum si aplicatiile complexe in
timp real destinate acestor sisteme SoC
FPGA necesita o securitate puternica, pe
langa o eficientd energetica ridicata si
capabilitati de procesare puternice. Functiile
de securitate de baza ale dispozitivelor SoC
FPGA includ programare bitstream rezis-
tenta la analiza diferentiala a puterii (DPA),
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Printre detectoarele anti-manipulare dis-

ponibile se numara:

« Monitoare de tensiune

» Senzori de temperatura

« Detectoare de erori de ceas si de
frecventa de ceas

» Detector activ JTAG

« Detector activ de retea Mesh

Securitatea este asigurata si mai mult prin

algoritmi AES-256 (standard avansat de

criptare pe 256-biti), contramdsuri impo-

triva atacurilor de putere (CPA — Corelation

Power Attack) cu blocuri criptate simetrice,

functii integrate de descompunere cripto-

grafica pentru a asigura integritatea date-

lor, PUF integrat pentru stocarea cheilor si

capacitati de reducere la zero a structurii

FPGA si a tuturor memoriilor pe cip.

Exemple de dispozitive SoC FPGA

Microchip Technology combind aceste
capabilitati si tehnologii in SoC-urile FPGA
PolarFire cu mai multe niveluri de viteza,
temperaturi nominale si diverse dimensiuni
de capsula pentru a sprijini nevoile proiec-
tantilor pentru o gama larga de solutii cu
elemente logice intre 25 K si 460 K. Sunt dis-
ponibile patru grade de temperaturd (toate
clasificate pentru T), de la 0°C la +100°C in
gama comerciald extinsa, de la -40°C la
+100°C in gama industriald, de la -40°C la
+125°Cin gama auto side la-55°Cla+125°C
in gama militard. Proiectantii pot alege
intre dispozitive cu nivel de viteza standard
sau dispozitive cu nivel de viteza -1, care
sunt cu 15% mai rapide. Aceste sisteme
SoC FPGA pot fi operate la 1,0 volti pentru
o functionare la cea mai mica putere sau la
1,05 volti pentru o performanta mai mare.

Acestea sunt disponibile intr-o gama de di-
mensiuni de capsule, inclusiv 11 x 11 mili-
metri (mm), 16 X 16 mm si 19 X 19 mm.

Pentru aplicatiile care au nevoie de operare
la temperaturi comerciale extinse, operare la
viteza standard si elemente logice de 254 K
intr-o capsula de 19 x 19 mm, proiectantii
pot utiliza MPFS250T-FCVG484EES.

Pentru solutii mai simple, care au nevoie de
elemente logice de 23 K, proiectantii pot
apela la MPFS025T-FCVG484E, de aseme-
nea cu operare la temperaturi comerciale
extinse si nivel de viteza standard intr-o
capsulade 19 x 19 mm.

MPFS250T-1FCSG536T2 cu 254 K elemente
logice este proiectat pentru sisteme auto
de inalta performantd si are o gama de
temperaturi de operare de la-40la 125°Csi
un grad de viteza -1 pentru un ceas cu 15%
mai rapid, intr-o capsula compacta de 16 x
16 mm cu 536 de sfere pe un pitch de 0,5
mm (figura 4).

MPFS250T-1FCSG536T2 pentru temperaturi
ridicate pentru industria auto se prezinta
intr-o capsuld de 16 x 16 mm, cu un numdr
de 536 sfere si un pitch de 0,5 mm.
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Platforma de dezvoltare SoC FPGA
Pentru a accelera proiectarea de sisteme
PolarFire SoC FPGA, Microchip ofera kitul
MPFS-ICICLE-KIT-ES PolarFire SoC Icicle,
care permite explorarea subsistemului mi-
crocontrolerului RISC-V cu cinci nuclee si
compatibilitate Linux, cu executie in timp
real si consum redus de putere. Kitul in-
clude o licenta gratuita Libero Silver, nece-
sara pentru evaluarea proiectelor. Acesta
suporta functii de programare si de depa-
nare intr-un singur limbaj.

Circuitele SoC FPGA sunt sustinute de kitul
de dezvoltare software (SDK) cu accelerator
VectorBlox, care permite aplicatii AI/ML cu
consum redus de putere si cu factor de
forma mic. Accentul este pus pe simplifica-
rea procesului de proiectare pana la punctul
in care proiectantii nu trebuie sa aibd
experienta prealabild de proiectare FPGA.
Acceleratorul VectorBlox permite dezvol-
tatorilor sa programeze retele neurale efi-
ciente din punct de vedere energetic
folosind C/C++. Kitul Icicle are numeroase
caracteristici pentru a oferi un mediu de
dezvoltare cuprinzator, inclusiv un sistem
de senzori de putere cu linii multiple pentru
a monitoriza diferitele domenii de putere,
un port PCle root si memorii incluse pe
placa —inclusiv LPDDR4, QSPI si eMMC Flash

User and Power LEDs

Push Buttons -

12V Power Supply Input

Power ON/OFF Switch

Jaz
134

124
USB Embedded

Programming connector

ITAG header for
embedded programmer
- For FACTORY USE ONLY

PolarFire® SoC
MPF5250T-FCVG4B4EES

© Microchip Technology

JTAG Programming

eMMC Flash

LABORATOR | Dispozitive SoC FPGA de la Microchip

- pentru a rula Linux si Raspberry Pi, precum
si porturi de expansiune mikroBUS pentru
o serie de optiuni de conectivitate cu si fara
fir, plus extensii functionale precum capa-
bilitati de localizare GNSS (figura 5).

Placi de expansiune
Cateva exemple de pldci de expansiune
mikroBUS includ:

MIKROE-986, pentru addugarea de conec-
tivitate CAN bus folosind o interfata peri-
ferica seriala (SPI).

MIKROE-1582, pentru interfatarea intre
microcontroler si un bus RS-232.

MIKROE-989, pentru conectarea la un bus
de comunicatie RS422/485.

MIKROE-3144, suporta tehnologiile LTE
Cat M1 si NB1, permitand conectivitate
fiabila si facila cu dispozitivele 10T 3GPP.

MIKROE-2670, permite functionalitate
GNSS cu receptie simultand a constela-
tiilor GPS si Galileo plus fie BeiDou, fie
GLONASS, rezultand o precizie ridicatd a
pozitiei in situatii cu semnale slabe sau
interferente in cartierele urbane.

Concluzie

Proiectantii pot apela la SoC-urile FPGA
atunci cand dezvolta sisteme conectate,
critice din punct de vedere al sigurantei si
sisteme deterministe in timp real extrem de
solicitante. SoC-urile FPGA ofera o gama
larga de elemente de sistem, inclusiv o
structura FPGA, un subsistem cu microcon-
troler RISC-V cu memorii de inalta perfor-
mantd, interfete de comunicatie de mare
viteza si numeroase functii de securitate.
Pentru a ajuta proiectantii sa initieze aseme-
nea aplicatii, sunt disponibile placi si medii
de dezvoltare care includ toate elementele
necesare, inclusiv pldci de expansiune care
pot fi utilizate pentru aimplementa o gama
larga de comunicatii si functii de localizare.

Lectura recomandate

1. How to Implement Time Sensitive Net-
working to Ensure Deterministic Com-
munication

2. Real-Time Operating Systems (RTOS)
and Their Applications

= DigiKey
www.digikey.ro

DigiKey

40-pin Raspberry Pi®

SDCardSlot J46 USBOTG J17 J15

Expansion Connector

CAN1 Connector

-~ CAN2 Connector

— GEM1

GEMO

131

_ mikroBUS™ Expansion
Connector

———— USB = UART Terminal

x4 PCle® Connector

Header

Acest mediu cuprinzdtor de dezvoltare SoC FPGA include conectori pentru
pldci de expansiune Raspberry Pi (dreapta sus) si mikroBUS (dreapta jos).
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SISTEME EMBEDDED

Modularizarea proiectarii
sistemelor electronice

in domeniul proiectarii hardware-ului dispozitivelor electronice
aavut loc o revolutie discreta. Pe masura ce integrareassiliciului
a continuat (alimentata de aspectele economice ale Legii lui
Moore), inginerii au migrat treptat de la dezvoltarea la nivel de
componente si circuite la lucrul cu placi, module si subsisteme.
Avantajul a constat intr-o imbunatatire spectaculoasa a
eficientei proiectarii electronice. Este o schimbare care se
repeta acum in domeniul software, dezvoltatorii cautand sa
utilizeze cu precadere module reutilizabile, in loc sa apeleze
in continuare la liniile de cod pe care le scriu ei insisi.

Autor: Cliff Ortmeyer
Global Head of
Technical Marketing
Farnell

Exista multe avantaje care decurg din trece-
rea la un design modular. Unul dintre aces-
tea este 0 mai mare capacitate de a bene-
ficia de economiile de scard care rezulta din
utilizarea unor platforme care atrag multi
clienti. Utilizatorii industriali au o experienta
indelungata cu hardware-ul modular.
Standardele Versa Module Eurocard (VME)
si CompactPCl au oferit integratorilor si
producatorilor de echipamente originale
(OEM) - care lucreaza in piete cu volume
mici — posibilitatea de a utiliza echipamente
de calcul de inaltd performanta. Acestia pu-
teau realiza o personalizare mai ampla a
capabilitatilor unui computer fara a fi nevoiti
sd investeasca timp si efort in proiectarea
placilor de circuite imprimate (PCB) de
ultima generatie. De atunci, Legea lui Moore
ofera castiguri incredibile in ceea ce priveste
functionalitatea, reducand in acelasi timp
costul diferitelor parti componente. Com-
puterul pe o singura placd Raspberry Pi este
un exemplu semnificativ.

Echipamente hardware de serie eficiente
din punct de vedere al costurilor

Prin valorificarea economiilor de scard
obtinute cu ajutorul unei platforme SoC
(System on a Chip) pentru telefoane inteli-
gente, consortiul din spatele Raspberry Pia
reusit sd livreze un produs mult mai eficient
decat ar fi fost posibil cu un proiect creat
initial pentru uz educational. Costurile de
inginerie nerecurrente (NRE) suportate de
furnizorul de siliciu au fost usor absorbite
de piata tinta principald, oferind o valoare
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mult mai mare utilizatorilor tinta ai Rasp-
berry Pi. Acest avantaj in materie de costuri
a fost transferat catre sectorul industrial.
Integratorii si producatorii de echipamente
originale (OEM) au profitat de modularita-
tea platformei Raspberry Pi, utilizand busul
HAT de expansiune pentru a adauga propriile
interfete personalizate.

Utilizarea modulelor Pi degreveaza echipele
de ingineri de necesitatea de a procura
componente similare si de a le proiecta pe
PCB-uri personalizate. Acestea presupun
adesea verificdri functionale si de integritate
a semnalelor care consuma mai mult timp
decat cele necesare pentru a crea modulele
HAT. Foarte des, aceste module personali-
zate pot utiliza PCB-uri relativ simple cu
doua- sau patru-straturi.

Aparitia modulelor software de serie

A aparut o tendintd similara de modulari-
zare a software-ului. Inginerii se pot con-
centra acum exclusiv pe elementele unei
aplicatii in care pot adauga valoare. Aceasta
tendinta este determinatd nu doar de eco-
nomiile de scara si de abilitatea unor furni-
zori de a amortiza eficient NRE, ci si de ten-
dinta mai larga de integrare in retea si de
modele de afaceri bazate pe servicii. In pre-
zent, un sistem embedded este adesea in-
complet daca nu face parte dintr-un sistem
mai mare de sisteme, cum ar fi loT. In acest
mediu, un dispozitiv poate fi utilizat pentru
a contribui la furnizarea unuia sau mai mul-
tor servicii — multe dintre acestea urmand
sa fie modificate pe durata de viata a hard-
ware-ului utilizat pentru a le sustine.
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Aceasta combinatie intre loT si cloud
genereaza noi modele de afaceri care
valorificd aceste capabilitdti, cum ar fi soft-
ware-ul ca serviciu (SaaS) si plata la utilizare.
Flexibilitatea a devenit un criteriu cheie in
acest mediu comercial: un criteriu care i
impinge pe cei care implementeaza sa
caute structuri mai modulare.
Modularitatea incepe cu sistemul de ope-
rare. Acesta suporta abstractizari care sunt
vitale pentru construirea unor medii flexi-
bile si modulare. in general, un sistem de
operare oferd un set de servicii care variaza
de la simple intrari/iesiri pana la stive com-
plete de retele, toate acestea fiind accesate
printr-un set de interfete de programare a
aplicatiilor (API) documentate. Atat timp cat
serviciile continud sa sustind API-urile, codul
care le furnizeaza se poate schimba fara a
afecta aplicatiile care utilizeaza respectivele
API-uri. Acest lucru este la fel de adevarat
pentru un simplu planificator in timp real,
FreeRTOS, care este livrat cu multe instru-
mente de dezvoltare pentru microcontro-
lere, precum si pentru implementari RTOS
comerciale mai complexe, cum ar fi VxWorks
de la Wind River. VxWorks defineste stan-
dardul industrial pentru sistemele de ope-
rare embedded, alimentand unele dintre
cele mai critice infrastructuri si dispozitive.
Linux si alte sisteme de operare pot face ca
managementul memoriei sa mearga mai
departe, facand posibild izolarea sarcinilor
unele de altele. O posibila problema cu
structurile RTOS simple este cd acestea
opereaza intr-un spatiu de memorie com-
plet nepartitionat. Bug-urile sau comporta-
mentul malitios intr-o anumita operatiune
pot duce la suprascrierea accidentala a
datelor si a codului intr-o alta sarcing, ceea
ce poate duce la o blocare a sistemului sau
la alte rezultate nedorite. Linux utilizeaza
adresarea virtuald, mediata de o unitate
hardware de management a memoriei,
pentru a impiedica accesul diferitelor sarcini
(task-uri) la spatiile de memorie ale altora.
Acestea pot interactiona doar prin inter-
mediul API-urilor sistemului de operare sau
al protocoalelor inter-aplicatii construite pe
baza acestor API-uri.

Adresarea memoriei virtuale nu este o cerinta
absoluta pentru izolarea sarcinilor (task-urilor).
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Unele arhitecturi de microcontrolere, inclu-
siv mai multi membri ai familiilor Arm Cor-
tex-M si Cortex-R, pot impune protectia
memoriei intr-un spatiu de memorie plat.
Arm ofera, de asemenea, modul software
securizat Trustzone in mai multe dintre
procesoarele sale, ceea ce face posibila izo-
larea software-ului sensibil de sarcinile la
nivel de utilizator. Cu aceasta protectie, de-
vine mai usor de combinat codul persona-
lizat cu gama tot mai larga de module
software din comert care au fost dezvoltate
pentru a face fata sarcinilor obisnuite.

Integrarea functiilor ‘open source’

si a celor proprietare

In prezent, inginerii au acces la 0 gama de
module software gratuite, cu sursa deschisa
si stive de protocoale disponibile prin Github,
Sourceforge si alte servicii. De asemenea,
sunt disponibile stive comerciale care oferd
un suport mai mare, functionalitati supli-
mentare sau certificare pentru aplicatii cri-
tice din punct de vedere al sigurantei.
Proiectele de referinta elaborate de produ-
catorii de siliciu vor combina adesea o serie
de functii ‘open source’ si proprietare pen-
tru a facilita clientilor construirea de proto-
tipuri pana la implementari complete ale
produselor. In unele cazuri, proiectul de
referinta implementeaza o aplicatie comple-
ta pe care utilizatorul final o poate adapta
la propriile nevoi.

Unii proiectanti de sisteme profita de mo-
dularitatea din ce in ce mai mare a software-
ului pentru a construi medii de dezvoltare
care ajusteaza parametrii si genereaza auto-
mat codul. Aceste instrumente utilizeaza
adesea reprezentari software bazate pe
blocuri pe care dezvoltatorul le asambleaza
pe o interfata grafica de utilizator.

Un exemplu este MPLAB Code Configurator
de la Microchip pentru familiile de micro-
controlere PIC8, PIC16 si PIC32.

Aplicatiile avansate, cum ar fi invdtarea
automata si procesarea imaginilor, sunt
exemple de domenii in care utilizatorii pot
beneficia de investitia NRE ridicata a speci-
alistilor si pot evita anii de timp de dezvol-
tare pe care un astfel de software i-ar nece-
sita daca utilizatorii ar trebui sa il constru-
jasca de la zero.

Platforme de dezvoltare

Caffe, PyTorch siTensorflow de la Google fac
posibild construirea, antrenarea si reglarea
unor modele complexe de inteligenta
artificiala (Al) care se integreaza cu usurinta
in pipeline-urile de procesare embedded.
Pentru procesarea imaginilor, OpenCV este
o biblioteca utilizata pe scara largd care
poate fi integrata cu usurinta in aplicatii in
timp real. Odata cu ascensiunea invatarii
automate, un model de utilizare din cein ce
mai comun in prezent este ca OpenCV sa
preproceseze datele de imagine inainte de
a fi transmise unui model de inteligenta ar-
tificiala construit cu ajutorul Caffe sau Tensor
flow, codul personalizat fiind utilizat in prin-
cipal pentru a oferi raspunsul in timp real
la evenimentele detectate de model.

AVNE T

Reunirea tuturor elementelor
Dezvoltatorii au acum acces la module siin-
strumente software orientate spre cloud
care se integreaza cu usurinta cu stive de
retele siimplementari RTOS comune. Acest
lucru permite integrarea in loT a unor sis-
teme embedded de diferite niveluri de
complexitate. Platforma loT Connect™ de la
Avnet, de exemplu, ofera procesare bazata
pe cloud pentru sarcini complexe, cum ar fi
inteligenta artificiala. Deoarece sistemul
este definit atat de serviciile software din
cloud, cat si de cele din dispozitivele em-
bedded, furnizorii de cloud, cum ar fi Ama-
zon Web Services si Microsoft Azure, ofera
acum o gama de oferte care le reunesc pe
cele doua: toate valorificiand modularitatea
componentelor software pe care le utilizeaza.
Modularizarea schimba setul de competen-
te necesare inginerilor de software embed-
ded. Echilibrul responsabilitatilor se muta
de la dezvoltarea de cod la abilitatea de a
construi arhitecturi flexibile bazate pe mo-
dule preexistente care permit o codificare
personalizata usoara si o configurare in timp
de executie pe masura ce sunt implemen-
tate noi servicii. Prin valorificarea acestei
modularitati, producatorii de echipamente
originale si integratorii de sisteme pot tine
cu usurinta pasul cu cerintele clientilor, care
ar fi pur si simplu de neconceput prin mij-
loace traditionale.

m Farnell | https://rofarnell.com
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PERMITE CA ILUMINATUL INTELIGENT SA FIE
MAI SIMPLU, MAI SCALABIL SI MAI SIGUR

Traditional, iluminatul artificial era folosit doar pentru a ilumina interiorul
intunecat al unei cladiri. Desi aceasta va fi intotdeauna functia sa

Autor: Aashish Chaddha principald, cerinta de a face cladirile “inteligente” a dus la o regandire a
Product Marketing Manager iluminatului, astfel incat acesta sa fie utilizat mai eficient. Articolul analizeaza

Silicon Labs felul in care reteaua Bluetooth mesh a activat aplicatiile de iluminat
inteligent si beneficiile suplimentare pe care le vor aduce cele mai recente

&= SILICON LABS versiuni ale standardului. De asemenea, articolul prezinta un kit de

dezvoltare de la Silicon Labs, care poate fi utilizat pentru a pune rapid in
functiune o solutie de iluminat inteligent cu retea Bluetooth mesh.

Rationamentul unui iluminat inteligent SWITCH LEVEL SLIDER SCENE SELECTOR =] DIMMER
lluminatul interior este o cerintd vitala in I g

cladiri — in lipsa acestuia, parti mari din in- =9 O
teriorul unei cladiri devin fie temporar (0] =4 oFF

(dupa lasarea intunericului), fie complet
inutilizabile. luminatul poate reprezenta
pana la 40% din costurile de energie pen- ON/OFF o @
tru functionarea unei cladiri. O cantitate CENERE

semnificativda din aceastd energie este

irosita prin utilizarea becurilor pentru a ilu- SMART LUMINAIRE SENSOR
mina zone care nu sunt utilizate sau care
nu necesita acest lucru, deoarece lumina
ambientald este suficientd. Se estimeaza
ca utilizarea senzorilor pentru gestionarea
mai eficienta a luminii reduce costul aces-
teia cu peste 30%. Utilizarea unei aseme-
nea abordari a iluminatului aduce si alte
avantaje; de exemplu, permite reglarea
luminozitatii si a culorii pentru a crea spatii LIGHT SOURCE
mai confortabile si mai productive pentru
persoanele aflate in cladire.

Impactul asupra mediului generat de aceasta
risipa de energie atrage tot mai mult atentia
asupra introducerii unor reglementari, cum
ar fi Title 24 din California, care prevede in-
cluderea in corpurile de iluminat si in intre- m
rupatoare a senzorilor de prezenta si de lu- Componentele
mina ambientala pentru a asigura o utilizare unui sistem de

cat mai eficienta a iluminarii interioare. ONTROLLER CONFI 1oN iluminat inteligent

CONTROLLER

ojele

© Silicon Labs

SMARTPHONE APP
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Tns& costul instalrii de noi cabluri de retea
pentru a controla senzorii gazduiti in cor-
purile de iluminat si intrerupdtoarele inte-
ligente face ca aceasta abordare sa fie
nerealista pentru cladirile existente, astfel
incat conectivitatea wireless este cea mai
buna optiune.

Aceasta abordare mai putin costisitoare
ofera in plus alte cateva avantaje, inclusiv o
implementare rapidd si o reconfigurare
usoard. De asemenea, comunicatia wireless
permite utilizarea infrastructurii de iluminat
in alte scopuri, inclusiv localizarea persoane-
lor aflate in interiorul cladirii, urmarirea ac-
tivelor, colectarea de date pentru intretinere
preventivd, o mai buna utilizare a spatiului
si implementarea unor planuri de iluminat
mai eficiente. Tn plus, senzorii wireless
gazduitiin corpurile de iluminat ar puteafi,
de asemenea, intrari pentru alte sisteme in-
teligente de control al cladirii, cum ar fi
incdlzirea si aerul conditionat. Principalele
componente ale unui sistem de iluminat in-
teligent sunt prezentate in figura 1.

Bluetooth mesh a fost proiectata
pentru aplicatii inteligente

O tehnologie de comunicatii fara fir pentru
iluminatul inteligent trebuie sa fie fiabila,
receptivd, sigura si scalabila. Pentru pro-
iectantul de aplicatii wireless, sarcina de a
sustine operatiuni multicast cu grupuri de
dispozitive poate fi deosebit de dificila.
Luatiin considerare, de exemplu, un intre-
rupator de lumina wireless care comanda
mai multe corpuri de iluminat.

Subnet 1

NWKkey 1 -~

Fiecare bec trebuie sa se aprinda simultan
(cu o intarziere imperceptibila) atunci
cand se apasa butonul. Acest lucru este di-
ficil de realizat, in special atunci cand
peretii si alti factori de mediu pot atenua
sau interfera cu semnalele si devine si mai
dificil atunci cand se utilizeaza un comu-
tator cu variator de intensitate.

Unele tehnologii fara fir, proiectate initial
pentru cazuri de utilizare mai simple, cum
ar fi termostatele inteligente, pot intdmpina
dificultati in a indeplini aceste cerinte.

lluminat inteligent

Actualizarea firmware-ului dispozitivului
(DFU - Device Firmware Update)

Functia DFU a Bluetooth mesh adauga o
modalitate standard de actualizare a firm-
ware-ului pe nodurile retelei.

Functionalitatea sa include verificarea dis-
ponibilitatii actualizérilor de firmware,
achizitionarea de imagini binare, distri-
buirea codului firmware, actualizarea no-
durilor selectate si coordonarea actuali-
zarilor la noduri.

Totusi, tehnologia Bluetooth mesh a fost creata pentru a suporta aceste caracteristici,
ceea ce o face ideala pentru aplicatiile de iluminat inteligent:

» Conectivitate pentru telefoane inteligente: Simplificarea punerii in functiune si a

intretinerii

» Gateway-uri optionale: Bluetooth mesh elimina cerinta pentru gateway-uri, care

pot fi dificil de construit si intretinut.

o Selectie de profiluri predefinite: Zonele si orarele de lucru sunt incorporate in

nodurile individuale.

« Scalabilitate si securitate: Suporta pand la mii de noduri cu doua niveluri de
securitate si confidentialitate incorporate.

« Extindere si flexibilitate: Simplificarea adaugarii de noduri, impartirea acestora
in functie de cerintele de spatiu sau reconfigurarea lor in functie de preferintele

utilizatorului.

« Servicii cu valoare adaugata: Permit utilizarea corpurilor de iluminat ca balize
pentru alte aplicatii, cum ar fi identificarea directiei, numdrarea persoanelor si

localizarea ocupantilor.

Bluetooth mesh 1.1

aduce beneficii suplimentare

Cea mai recentad actualizare a protocolului
Bluetooth mesh — versiunea 1.1 va aduce
imbunatatiri suplimentare aplicatiilor inte-
ligente, printre care:

DST

DFU utilizeaza si o functie multicast de dis-
tribuire a firmware-ului, care permite dis-
tribuirea simultana a unei singure imagini
de firmware cdtre mai multe dispozitive, re-
ducénd substantial efortul manual necesar
pentru a mentine reteaua actualizata.  »

DST

'
s SRR A Subnet bridge i DST
forwarding
SRC relay
Subnet 2 -
NWK key g Directed
forwarding
relay

© Silicon Labs © Silicon Labs

m Bluetooth mesh v1.1 dispune de functia
‘subnet bridging’ (punti de subretele).
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ILUMINAT INTELIGENT

m Bluetooth Mesh 1.1

Provizionare de la distantd

(RPR - Remote Provisioning)

Cu Bluetooth mesh 1.0, fiecare nod care
urmeaza sa fie provizionat trebuie sa se afle
in raza de actiune a dispozitivului de provi-
zionare; Bluetooth mesh 1.1 dispune de
RPR care provizioneaza si configureaza
reteaua prin intermediul unui nod proxy,
eliminand cerinta de a se afla in raza de
actiune a emitatorului dispozitivului de
provizionare. RPR asigura o configurare mai
rapida si mai simpla a retelei prin provizio-
narea dispozitivelor cu mai multe hopuri,
ceea ce permite provizionarea nodurilor
prin reteaua mesh, reducand astfel timpul
si costurile de instalare pentru retelele mari.
De asemenea, caracteristica ‘plug and play’
a RPR detecteaza automat modificarile aduse
structurii fizice si starii ulterioare a structurii
mesh si actualizeaza starea datelor structurii
active pentru a reflecta aceste modificari.
Astfel, se evita cerinta de a reseta, reprovi-
ziona si reconfigura un dispozitiv.

Punti de subretele

In Bluetooth mesh 1.0, subretelele erau
complet izolate unele de altele. Bluetooth
mesh 1.1 remediaza acest neajuns cu 'sub-
net bridging’, permitand comunicarea intre
dispozitive din subretele diferite.

Puntile subretelelor retransmit traficul intre
subretele diferite. Planificatorul retelei tre-
buie sa selecteze in prealabil nodurile de
punte. Aceste noduri stocheaza tabele de
punte care contin chei de retea (NWK), adre-
se de dispozitive din ambele subretele si
informatii despre directia in care poate cir-
cula traficul (figura 2).’Subnet Bridging' per-
mite comunicatia fara intreruperi intre dife-
rite subretele fard a compromite caracteris-
ticile de securitate care sunt furnizate de
obicei prin utilizarea subretelelor si a izolarii.

Provizionare pe bazd de certificat

(CBP - Certificate-Based Provisioning)
Provizionarea permite unui dispozitiv sa
faca parte dintr-o retea prin furnizarea de
chei de securitate pentru retea si aplicatii.
Bluetooth mesh 1.1 CBP introduce o noud
metoda care utilizeaza certificate in timpul
provizionarii pentru a autentifica dispoziti-
vele care sunt addugate la retea. Certifica-
tele X.509 sunt stocate fie in cloud, fie la
furnizor si contin cheia publica a nodului si
ID-ul unic al utilizatorului (UUID) semnat de
o autoritate de certificare (CA) sau de un fur-
nizor de dispozitive. In plus, fiecare nod are
o cheie privata unica ce corespunde cheii
publice din certificatele X.509, iar acestea ar
trebui sa fie stocate intr-un mediu de sto-
care securizat (nu in memoria flash). Ca parte
a procesului de provizionare, ‘Provisioner’
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obtine certificatul de la nod, il valideaza si
apoi dispozitivul este addugat in retea. Ca
urmare, CBP oferd o schema de autentificare
superioara si permite punerea in functiune
in masa, in special atunci cand este
combinata cu RPR.

Redirectionare dirijata

Bluetooth mesh 1.0 a introdus inundarea
dirijata, care pune la dispozitie mai multe cai
pentru ca un mesaj sa ajunga la anumite
destinatii; aceasta este o metoda practica,
fiabila si care necesita putind intretinere
pentru livrarea mesajelor. Cu toate acestea,
in anumite configuratii specifice, inundarea
dirijata a dus la o cale ineficienta de trans-
mitere a mesajelor. Bluetooth mesh 1.1 in-
troduce o functie de redirectionare dirijata
(figura 3) pentru a imbunatati scalabilitatea
retelei, adaugand tipuri de noduri de redi-
rectionare dirijatd, modele de configuratie
de redirectionare dirijata, cai si benzi pentru
livrarea optimizata a mesajelor, precum si
modalitati de creare, intretinere si validare a
cailor (paths) si a benzilor (lanes).

Balize private

Nodurile dintr-o retea mesh Bluetooth pot
actiona ca balize si pot transmite informatii
statice despre datele dispozitivului, locatie
sau informatii despre puncte de interes.
Informatiile statice necriptate prezinta ris-
curi de confidentialitate, permitand urma-
rirea retelei in sine, a dispozitivelor dintr-o
retea sau a utilizatorilor de dispozitive.
Bluetooth mesh 1.1 cripteaza informatiile
statice pentru a preveni riscurile de confi-
dentialitate in timpul transmisiei de date.
Datele sunt criptate folosind PrivateBea-
conKey, derivata din cheia principala a
retelei si un numar aleator de 13 octeti.
Adresele dispozitivelor Bluetooth se schim-
ba periodic pentru a asigura ofuscarea date-
lor, astfel incat informatiile s& poata fi

decriptate numai de nodurile care fac parte
din retea. Baliza privata asigurd ca dispozi-
tivele sau utilizatorii acestor dispozitive
dintr-o retea nu pot fi urmariti cu ajutorul
informatiilor statice continute intr-un mesaj
de baliza.

Implementati rapid o solutie de iluminare
inteligenta printr-o retea Bluetooth mesh
Kitul wireless Blue Gecko Blue Gecko Blue-
tooth SoC de la Silicon Labs este o solutie
rapida si usoard pentru a incepe evaluarea
si dezvoltarea aplicatiilor de iluminat prin
retea Bluetooth. Acesta dispune de
EFR32xG24 +10 dBm Pro Kit (Figura 4) si
include stive software Zigbee si Thread,
mostre de cod si un adaptor pentru depa-
nare Kitul include, de asemenea, suport
pentru Bluetooth low energy (LE). Placile
radio multiple permit dezvoltatorilor sa
creeze o retea mesh in timp ce evalueaza
benéeficiile sistemului pe cip (SoC) EFR32MG
si ale modulelor auxiliare. Cu suita de in-
strumente Simplicity Studio, dezvoltatorii
pot explora, de asemenea, avantajele

AR AW

ELTLLLS AL T

EFR32xG24 +10 dBm Pro Kit.

dezvoltarii grafice a aplicatiilor wireless,
depanarea retelelor mesh si urmarirea pa-
chetelor, precum si profilarea si optimizarea
vizuala a energiei.

Concluzie

Reteaua Bluetooth mesh a fost proiectata
pentru a permite aplicatii cum ar fi ilumi-
natul inteligent, dar a avut deficiente care
au crescut complexitatea instalarii si recon-
figurarii retelei. Bluetooth mesh 1.1 a intro-
dus diverse caracteristici care au depasit
aceste probleme, facand aplicatiile de ilu-
minat inteligent mai simple, mai scalabile
si mai sigure.

m Silicon Labs

; &= SILICON LABS
www.silabs.com
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Acum in stocul RS Components:

Kit de dezvoltare
NVIDIA Jetson AGX

Orin 64GB

NVIDIA Jetson este o familie de SoM-uri
(sisteme pe modul) pentru sisteme de calcul
embedded, care combina un CPU Arm pen-
tru procesare de uz general, impreuna cuo
unitate de procesare grafica (GPU) pentru
accelerarea sarcinilor de lucru intensive.

In plus, sistemele beneficiaza de o multime
de I/0 de inalta performanta pentru inter-
fatarea unor dispozitive, cum ar fi camerele,
afisajele si perifericele PCle, plus 1/0 de uz
general pentru interfatarea dispozitivelor

cu viteza redusa.

Unitdtile de procesare grafica (GPU) sunt
folosite astazi in multe aplicatii de calcul de
inalta performanta (HPC) in afara procesarii
grafice si, intr-adevar, au fost fundamentale
pentru a permite progrese enorme reali-
zate in Al de-a lungul ultimilor ani.

Cu toate acestea, in timp ce modelele Al
pot fi antrenate utilizand grupuri mari de
servere echipate cu GPU-uri PCle de dimen-
siune completa, este nevoie de ceva mult

il

Nr. stoc RS Cod producator

253-9662 NVIDIA  945-13730-0055-000

mai compact, eficient din punct de vedere
energetic si adaptat utilizarii embedded
pentru a executa apoi acele modele - a.k.a.
“inferentd” - in produsele inteligente. Aici
isi face intrarea Jetson. Prima placd Jetson
a fost lansata in 2014. De atunci au existat
numeroase generatii, fiecare oferind la ran-
dul lor performante semnificativ mai mari
si caracteristici imbunatatite.

Intre timp, Jetson Nano, lansat in 2019 a redus
limitarea de acces, avand ca scop sa permi-
ta tuturor pasionatilor sa dezvolte aplicatii
Al, cu cheltuieli minime, permitand totodata
tot felul de aplicatii noi, cum ar fi un Follow
Trolley bazat pe Al, de exemplu.

Kitul de dezvoltare NVIDIA® Jetson AGX
Orin™ 64GB va ajuta sa incepeti operarea cu
Jetson Orin. Dimensiunea compactd, o
multime de conectori si pana la 275 de
TOPS de performanta Al fac acest kit de
dezvoltare perfect pentru prototipuri de
roboti avansati “alimentati” de Al si alte
masini autonome. Kitul de dezvoltare in-
clude un modul Jetson AGX Orin de 64 GB

si poate emula toate modulele Jetson Orin.

Accepta simultan o serie de aplicatii Al con-
curente cu arhitectura GPU NVIDIA Ampere,
acceleratoare de viziune si de invatare

<
NVIDIA.

NVIDIA Jetson

familie de sisteme
pe modul pentru
procesare embedded

profunda de ultimd generatie, 10 de mare
vitezd si latime de banda mare pentru
memorie. Acum puteti dezvolta solutii fo-
losind cele mai mari si mai complexe mo-
dele Al pentru a rezolva probleme precum
intelegerea limbajului natural, perceptia 3D
si fuziunea multi-senzori.

Kitul de dezvoltare NVIDIA Jetson™ AGX
Orin 64GB ruleaza intregul pachet software
Jetson, precum si cadre de aplicatii speci-
fice cazului de utilizare, inclusiv Isaac™ pen-
tru roboticd, DeepStream pentru viziune Al
si Riva pentru Al conversational. Puteti eco-
nomisi timp semnificativ cu NVIDIA Omni-
verse™ Replicator pentru generarea de date
sintetice (SDG) si folosind setul de instru-
mente NVIDIA TAO pentru a ajusta mode-
lele Al pre-antrenate din catalogul NGC™.

Partenerii ecosistemului Jetson ofera soft-
ware aditional de sistem si Al, instrumente
de dezvoltare si dezvoltare de software per-
sonalizat. Obtineti capacitatea de calcul a
mai mult de opt sisteme Jetson AGX Xavier™
intr-un kit de dezvoltare, care integreaza
cea mai recentd tehnologie GPU NVIDIA cu
cel mai avansat pachet software de invatare
profunda din lume. Aveti flexibilitatea de a
crea urmatoarea generatie de solutii Al.

AGX Orin 64GB se afld in prezent la vdrful de performanta al familiei Jetson, iar benchmark-urile Al aratd cd, in cazul unor modele
pre-antrenate, vd puteti astepta, de obicei, la o performantd in lumea reald de aproximativ trei ori mai mare decat a generatiei
anterioare AGX Xavier. In timp ce, in comparatie cu Jetson Nano original, Jetson AGX Orin 64GB atinge o performantd de aproape
200 de ori mai mare, ruldnd modelul DashCamNet.

COMPEC

IUROCON COMPEC SRL

www.electronica-azi.ro u n m

Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec | www.compec.ro
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Masurarea laten
a altor parametr
calltate a servL

Pe masura ce aplicatiile critice, cum ar fi controlul robotilor, vehiculele care se conduc singure
si procedurile medicale la distanta, devin tot mai dependente de comunicatiile mobile in
ceea ce priveste conectarea acestora, operatorii de retele mobile si proiectantii de sisteme
trebuie sa garanteze ca deciziile electronice sunt comunicate rapid si fiabil. Nerealizarea
unor comunicatii ultrafiabile cu latenta redusa (URLLC — Ultra Reliable Low Latency Com-
munications) ar putea duce la evenimente catastrofale si provoca raniri sau chiar mai rau.

Retelele de comunicatii mobile, cum ar fi
cele bazate pe 5G, trebuie sa sustind apli-
catiile critice din punct de vedere al timpu-
lui, in care masinile trimit informatii catre
alte masini, informatii care trebuie sa fie tra-
tate imediat. Tehnologiile emergente care
utilizeaza conectivitatea mobila IoT (Inter-
net of Things) pentru a comunica decizii vi-
tale se dezvolta rapid. Industria automo-
bilelor se indreapta catre conducerea
autonoma, in care sistemele electronice isi
asuma intreaga responsabilitate pentru
realizarea unei calatorii sigure. Acest lucru
necesita colectarea de informatii detaliate
de la senzorii de la bord, care opereaza
intr-un arc de 360° in jurul vehiculului, pre-
cum si transmiterea imediata de informatii
despre conditiile exterioare, cum ar fi con-
figuratia drumurilor, lucrarile rutiere, bloca-
jele din trafic si pietonii, din imagini video
de pe marginea drumului si din alte surse si
luarea de masuri in consecinta. Prin urmare,
viteza de transfer a datelor catre si de la ve-
hicul este de o importanta critica.

18

Acest lucru inseamna ca retelele de
comunicatii trebuie sa fie atat robuste si fi-
abile, cat si apte sa prioritizeze aplicatiile
in functie de cat de critice sunt acestea —
operatorii de retea trebuie sa asigure
URLLC in intreaga instalatie.

Pe langa faptul ca trebuie sa ne asiguram
ca datele sunt livrate cu succes in intreaga
retea, trebuie sa fim siguri cd acestea
ajung la timp. Masuratorile de calitate a
serviciului (QoS — Quality of Service), cum

ar fi debitul, utilizarea, latenta, jitterul si
pierderea de pachete trebuie sa fie luate

n considerare asa cum se cuvine.

Masurarea latentei implicd utilizarea a doua
instrumente de testare, ambele trebuind sa
faca referire exact la acelasi moment cu un
grad ridicat de precizie, chiar si atunci cand
sunt separate de mai multi kilometri. In
cazul unui vehicul in miscare, latenta tre-
buie masurata in timp ce instrumentul de
testare se deplaseaza la viteze mari.

s
S
<
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Definirea intarzierii

Latenta este un alt termen pentru intar-
ziere. In telecomunicatii, se refera la timpul
necesar pentru ca un pachet de date sd
ajunga de la sursd la destinatie. Aceasta
este intarzierea intr-un singur sens, nu intar-
zierea dus-intors (RTD — Round-Trip Delay)
si, deoarece latentele intr-o retea sunt rare-
ori identice pe traseele de dus si de intors,
nu se poate presupune cé latenta este
egala cu RTD impartita la doi.

RTD este adesea utilizata ca o masura
alternativa a latentei. Cu toate acestea, RTD
se refera la timpul necesar pentru ca un pa-
chet de date sd parcurga reteaua si sa fie
returnat la sursa prin intermediul unui
mecanism de bucld la capatul indepartat.

Un test Ping este, de asemenea, utilizat
uneori ca o alternativa, deoarece este usor
si ieftin de realizat. Totusi, Ping este o
masurdtoare RTD si, de obicei, se realizeaza
fara a utiliza instrumente de testare.

Intimp ce aplicatiile pentru telefoane mobile
si rezultatele Ping pentru PC pot oferi o esti-
mare aproximativa a RTD, acestea nu sunt
fiabile si nuiau in considerare aspectul critic
conform céruia datele pot avea nevoie de
perioade de timp foarte diferite pentru a
caldtori in fiecare directie.

Daca se poate garanta simetria perfecta a
cdilor de transmisie in fiecare directie, astfel
incat intarzierile sa fie identice, atunci se
poate presupune ca latenta este egala cu
jumaétate din RTD. Ins3, din mai multe mo-
tive, acest lucru este rareori posibil. Lungi-
mile cdilor pot varia dacé fiecare trafic de
date intr-un singur sens este directionat di-
ferit. De asemenea, trebuie sa luam in con-
siderare ca procesarea electronicad in retea
siin echipamentele de sistem necesita timp
si cd retelele pot fi congestionate si pot
aparea blocaje. Acestea si o serie de alte
motive pot cauza intarzieri in retea, care pot
afecta bugetul de latenta.

www.electronica-azi.ro u n m

Masurarea latentei

Pentru a masura latenta intre doud locatii
care ar putea fi foarte indepartate este ne-
voie de doua instrumente de masurare, cu
ceasuri de timp care sunt aliniate si sincroni-
zate prin intermediul unui sistem global de
navigatie prin satelit (GNSS), cum ar fi GPS.
Ora exacta este inregistrata in fiecare pa-
chet de date de testare in momentul in
care acesta pardseste instrumentul de tes-
tare emitator. Instrumentul de receptie
compara acest lucru cu ora exacta de so-
sire si calculeaza cat timp i-a luat pachetu-
lui sa ajunga la destinatie — aceasta este
latenta semnalului.

Retelele de comunicatii mobile, cum ar fi 5G,
trebuie sa sustind aplicatii cu timp critic.
Conform definitiei date de 3GPP, 5G este o
tehnologie de acces mobil wireless. Dispo-
zitivele mobile, denumite uneori echipa-
mente de utilizator (UE — User Equipment),
stabilesc conexiuni wireless cu statiile de
baza 5G, care, la randul lor, asigurd conexi-
unea cu retelele de telecomunicatii mai
largi. In cazul in care UE se deplaseaza,
acesta va intra si va iesi din raza de actiune
a statiei de bazd, iar conexiunea va fi
transferata la o statie de baza adiacenta.
Deoarece dimensiunea fiecarei celule 5G
poate fi destul de mica, procesul de transfer
poate avea loc frecvent.

Acest lucru pune problema referitoare la
madsurarea latentei intre doua locatii, in
special atunci cand cel putin una dintre ele
este in miscare. In primul rand, trebuie sa
ne asiguram ca ceasurile de referinta de la
ambele capete ale masuratorii sunt sincro-
nizate. Protocolul de transmisie trebuie sa
permitd transmiterea in ambele directii a
cadrelor de test Ethernet (Ethernet test
frames) care sa contina marcaje temporale
precise. Apoi, echipamentul de testare tre-
buie sa fie capabil sa inregistreze rezultatul
alaturi de locatia sa geograficd, pentru a
intelege exact ce performanta de latenta
a fost obtinuta.

Mobile Router

Mobile Router

5G Masurarea latentei

Operatorul de retea mobila (MNO) trebuie
sa garanteze o acoperire geografica fiabila
a serviciilor. O solutie pentru a asigura acest
lucru constd in incheierea unui parteneriat
cu unul sau alti doi MNO. Apoi, in cazul in
care acoperirea retelei nu poate fi realizata
de catre operatorul MNO principal, exista
posibilitatea de a face transferul catre o
retea alternativa si de a mentine calitatea
serviciului. Prin urmare, este important sa
se masoare in acelasi timp calitatea servi-
ciului nu doar al operatorului MNO primar,
ci si al operatorului MNO de sprijin.
T —

Figra_z___,_

Echipamentul Anritsu MT1000A Network
Master mdsoard simultan latenta legaturii
ascendente (up-link) si descendente (down-
link) in timpul unui drive test.

Tn acest exemplu, testdm simultan serviciile
a doi operatori de retele mobile (MNO).

Cu ajutorul echipamentelor de testare
Anritsu se poate realiza cu succes mdsurarea
simultana a latentei legaturii ascendente
(Up-Link) si a latentei legaturii descendente
(Down-Link), raportata la locatiile GPS.

In exemplul prezentat mai jos, cele doué
instrumente de testare mdsoara latenta,
jitterul si toti ceilalti parametri de calitate
a serviciului, intre un vehicul in miscare si
o locatie fixa din retea. >

©Anritsu
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m Masurarea latentei
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Down-Link Latency at MNO A

Latency Min. Max. Avg.

Stream 1 25.094070ms|  28.306360 ms | 26564570 ms

Stream 2 | . N!AI = N/A I N!A.
Latency
Stream 1
Stream 2

Down-Link Latency at MNO B

A Nm|

N/A|

23.739575 ms | 25.572840 ms ]

Routerele mobile au SIM-uri de testare dedi-
cate, cu APN-uri care accepta adrese IP fixe.
Ceasurile celor doua instrumente de tes-
tare sunt sincronizate prin GPS. Instrumen-
tul inregistreazd, de asemenea, pozitia
GPS, astfel incat sa se cunoasca locatia
exacta a vehiculului aflat in miscare atunci
cand se inregistreaza masuratorile QoS.

24510715 ms |

Instrumentul masoard continuu, iar noi
inregistram valorile maxime, minime si va-
lorile medii calculate pentru fiecare para-
metru la intervale de o secunda. Fisierele
cu rezultate sunt stocate pentru reluarea
testerului si pot fi exportate in format .csv.
Corelarea valorilor parametrilor QoS cu
locatia GPS respectiva permite crearea de

20

2023-01-10 12:49:22
Latitude: 4135693
Longitude: 2126825
Min latency: 38051 us [l
Max latency. 45821 us
W Aserage latency: 39.770us
J  Lost frame: 0 frame
Frame loss rate: 0.000000%
Throughput: 7,680 boshin jater:
178us
g Max jimer 7,199 us

Average jarer 1,869 us

©Anritsu

TR,

Min. Max. Avg.
28.723440 ms | 34,120850 ms |
35.450100 ms'l 78.287365 ms |

31.819630 ms

50.675355 ms

Stream 1= Up-Link Latency at MNO A
Stream 2 = Up-Link Latency at MNO B

© Anritsu

fisiere Jkml care pot fi vizualizate cu un soft-
ware standard de cartografiere, iar valorile
pot fi asociate cu coduri de culoare pentru
a produce o harta termica pentru a identi-
fica cu usurinta unde apar problemele.

In acest exemplu, instrumentul de testare
a fost transportat manual in timp ce era
deplasat prin centrul expozitional FIRA,
Barcelona, in ianuarie 2023. Harta rezultats,
prezentata in imaginile alaturate, afiseaza
rezultatele pentru latenta Down-Link.

In plus, analiza statistica a retelelor poate fi
utilizata pentru a crea, de exemplu, functia
de distributie cumulativa (CDF — Cumulative
Distribution Function) si curbe de distributie,
pe baza setului foarte precis si extins de
date dobandite in cadrul acestor teste.

In concluzie, datorita naturii aplicatiilor
critice care se bazeaza pe o comunicare
rapidd si precisa a informatiilor si pe nece-
sitatea de a actiona in functie de deciziile
rezultate, latenta devine, rapid, una dintre
cele mai importante masuri de calitate a
oricdrei retele de comunicatii de date.

Aplicatii precum conducerea automata si
comunicatiile intre masini in cadrul pro-
ceselor automatizate devin din ce in ce mai
frecvente. Pentru a asigura mentinerea
URLLC, latenta in retelele 5G este, probabil,
cel mai important parametru critic pe care
trebuie sa il intelegem si sa il gestionam in
intregime. Nu este suficient sa ne bazam
pe masuratori RTD necalificate cu instru-
mente simple — Ping — nu doar din cauza
preciziei indoielnice si a incertitudinii aso-
ciate cu Ping, ci si pentru ca retelele si alte
dispozitive inregistreaza intarzieri care
variaza in fiecare directie. Masurarea
latentei si a jitterului poate fi asigurata
numai cu ajutorul unor instrumente de tes-
tare corespunzatoare in intreaga retea.

= Anritsu
www.anritsu.com

/inritsu
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Bluetooth LE Audio

O EXPERIENTA DE ASCULTARE MAI BUNA

Tehnologia Bluetooth se dezvolta inca din
anii 1990 si utilizeaza peste 79 de canale in
banda fara licenta de 2,4GHz pentru a trans-
mite date. In prezent, varianta Bluetooth
Classic suporta doar comunicatie punct-la-
punct pentru transmisia audio.

O evolutie ulterioard esentiala este Bluetooth
Low Energy (LE). Aceasta a inlocuit deja
Bluetooth Classic in majoritatea aplicatiilor.
Transmisia audio wireless, de exemplu, pen-
tru casti, difuzoare sau sisteme de divertis-
ment auto este acum ultimul bastion al
Bluetooth Classic (figura 1).

Bluetooth LE utilizeaza, de asemenea, banda
de 2,4GHz, dar — dupa cum sugereaza si nu-
mele — a fost proiectat pentru a functiona
cu consum redus de energie. Pe langa
comunicatia punct-la-punct, acesta permite
si topologii de transmisie (broadcast) si mesh,
punand astfel bazele unor retele de dispozi-
tive la scara larga si de mare viteza. In plus,
poate fi utilizat pentru urmarirea dispozi-
tivelor, ceea ce il face un complement ideal
pentru GPS-ul de interior.

Accent pe audio

Obiectivul celui mai recent standard este,
de asemenea, foarte clar: se numeste Blue-
tooth Audio. Prima versiune se bazeaza pe
Bluetooth Classic. Cu toate acestea, gama
sa de functii este limitatd, la fel ca si varie-
tatea de aplicatii posibile.

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

In schimb, a doua versiune, noul Bluetooth
LE Audio, permite o procesare mai flexibila
a semnalelor audio. Aceasta reprezinta un
pas evolutiv pentru aplicatiile existente, cum
ar fi castile si aparatele auditive, crednd astfel

WIRELESS

Bluetooth LE Audio

(low energy audio) are
potentialul de a schimba
fundamental experienta
noastra audio, fie prin
“silent disco’, fie prin
imbunatatirea ascultarii

cu un sistem de ascultare
asistata. Datorita
dezvoltarilor ulterioare, se
asteapta ca in lumea audio
sa apara o varietate de
cazuri de utilizare si noi
produse, inclusiv noi piete.

Autor:

Julian ClauB3,

Corporate Product Manager Wireless
Rutronik
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noi aplicatii si piete pentru streamingul
audio. LE Audio se bazeaza pe Bluetooth LE
si pe codecul de comunicatii cu complexitate
redusa (LC3), care economiseste energie,
dezvoltat de Institutul Fraunhofer. >

€3 Bluetooth’

The global standard for simple, secure device communication and positioning

Bluetooth® Classic

Solution Areas

AUDIO STREAMING

DATA TRANSFER

Device Comunication
. e L
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POINT-TO-POINT POINT-TO-POINT

Basic Rate / Enhanced Data Rate Radion
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CHANNELS: Tone MH:; i quency Hopping
BIT RATES: | Mbys, 2 Mbds, 3 Mb/s

AUDIO STREAMING
(COMING)

Device Comunication

BROADCAST MESH

Bluetooth® Low Energy

Solution Areas

DATA TRANSFER LOCATION SERVICES DEVICE NETWORKS

Device Positioning
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PRESENCE

DISTANCE DIRECTION

Low Energy Radion

|

2.402-2.480 GHz ISM

SPECTRUM: 2.4 GHz ISM band
CHANNELS: 40 two MHz charnel with Adaptive Frequency Hopping
BIT RATES: 125 Kibw's, 500 Kb/s, 1 Mb's, 2 Mbls

© Rutronik

Imaginile si graficele aratd clar optiunile extinse si caracteristicile
imbunatdtite ale Bluetooth LE in comparatie cu Bluetooth Classic.
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Acesta combina o calitate audio mai buna
decat Classic Audio cu viteze de transfer
de date reduse si ofera dezvoltatorilor o
flexibilitate uriasa (figura 2). In plus, diferi-
tele caracteristici ale produsului pot fi mai
bine adaptate, de exemplu, economiile de
energie furnizate pot fi utilizate fie pentru
a prelungi durata de viata a bateriei, fie
pentru a utiliza baterii mai mici.

Bluetooth® Codec Comparison
Standard Stereo Listening Test

160 kbps 192 kbps =240 kbps ~345 kbps
EsSEC HLCE *@v

LC3 (Low-Complexity Communications Codec)
asigurd o calitate audio mai bund la orice ratd
de date decat SBC (Low-Complexity Subband
Codec) pe care se bazeaza Classic Audio.

5
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]

© FORCE Technology, SenseLab

LE Audio oferd o serie de functii interesante:
Cu Multi-Stream Audio, este posibild redarea
sincronizatd a mai multor fluxuri audio inde-
pendente intre un dispozitiv sursa audio si
unul sau mai multe dispozitive de receptie
audio (functie audio sink). Astfel se optimi-
zeaza considerabil performanta acestora.
Se obtine, in acest fel, o experientd stereo
mai buna pentru castile wireless. De aseme-
nea, utilizatorii pot trece de la un asistent
vocal la altul la fel de usor ca atunci cand trec
de la o sursd audio la alta.

Totodatd, functia Auracast permite utiliza-
torilor sa trimita unul sau mai multe fluxuri
audio de la o sursa audio la numeroase dis-
pozitive de receptie audio. Spre deosebire
de functia multi-stream, numarul de dis-
pozitive de receptie audio (sink) este, aici,
nelimitat. Acest lucru deschide un set
complet nou de cazuri de utilizare pentru
impartdsirea experientelor audio.

Atunci cand un emitator Auracast, cum ar fi
un televizor, un telefon inteligent, un laptop
sau similar, incepe sa difuzeze o emisiune,
aceasta contine unul sau mai multe fluxuri
audio (de exemplu, flux stereo stanga si
dreapta) si un mesaj cu informatii despre
emisiune, cum ar fi numele, continutul, con-
figuratia codecului etc. Asistentii Auracast,
precum si telefoanele inteligente compati-
bile Auracast, ceasurile inteligente sau siste-
mele de ascultare asistata (ALS — Assistive
Listening System), scaneaza aceste mesaje.

22

Utilizatorii pot apoi sa selecteze o emisiune
la care sa se alature prin intermediul inter-
fetei lor de utilizator (Ul) — similar cu conec-
tarea la un WLAN din prezent. Odata ce a
fost selectata o emisiune, asistentul Aura-
cast furnizeaza receptorului (de exemplu, o
pereche de casti) informatiile de care are
nevoie pentru a se alatura emisiunii.

Cu ajutorul partajarii audio personale, oa-
menii vor putea partaja muzica si podcasturi
cu cei din jur; de exemplu, prin intermediul
telefonului lor inteligent, cu familia si priete-
nii aflati in raza de acoperire Bluetooth. In
sfera publica, de exemplu, aeroporturile,
garile, barurile, sdlile de sport, cinematogra-
fele si centrele de conferinte pot impartdsi
publicului informatii sau muzica prin Blue-
tooth Audio. Astfel, oamenii se pot bucura
de aceeasi muzica — la scara mai largd, chiar
si la concerte sau discoteci.

De asemenea, sistemul permite utilizatorilor
sa fsi foloseasca propriile casti sau ALS pentru
a selecta sunetul difuzat de televizoarele
fara sonorizare, de exemplu intr-o sald de
sport sau intr-o sald de asteptare si sd asculte
o conferintd, o discutie, o slujba religioasa
sau un tur ghidat al unui muzeu, asigu-
randu-se cd nu pierd niciun anunt impor-
tant. Si, deoarece pot fi trimise mai multe
fluxuri audio in paralel, pot fi transmise, de
exemplu, informatii in mai multe limbi.
Acest lucru este deosebit de interesant
pentru prelegeri, conferinte si anunturi in
aeroporturi.

Aplicatii ALS

LE Audio va garanta beneficii semnificative
persoanelor cu sisteme de ascultare asistata.
Acestea beneficiaza nu numai de o calitate
audio mult mai buna decat in cazul aparate-
lor auditive traditionale, dar pot, de aseme-
nea, sa isi foloseasca ALS-urile compatibile
cu Auracast pe post de cdsti wireless, de
exemplu, atunci cand isi folosesc telefonul
inteligent. Acest lucru ajuta la eliminarea
interferentelor in timpul unui apel, situatie
care apare, adesea, atunci cand telefonul este

=]
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tinut langd ALS. Asa ceva se poate obtine
printr-o topologie simpla (figura 3, stanga).
Conexiunea dintre telefon si aparatul audi-
tiv se stabileste printr-un flux audio, care
permite, de asemenea, un flux de retur.
Utilizatorul poate folosi apoi microfonul fie
al aparatului auditiv, fie al telefonului pe
post de canal de retur. Deoarece ambele
directii ale fluxului audio sunt configurate
si controlate separat, ambele pot fi, de
asemenea, pornite si oprite individual.

In aceasta topologie (figura 3, dreapta), tele-
fonul trimite un flux audio separat, stanga si
dreapta, catre ALS din urechea stanga si, res-
pectiv, dreapta. In comparatie cu conexiu-
nea cu flux audio, care stabileste apoi sio a
doua conexiune wireless cu cealalta ureche,
latenta este, astfel, redusa semnificativ.
Aceasta caracteristicd este evidenta atunci
cand vine vorba de sincronizarea buzelor
din filme sau videoclipuri muzicale etc.
Fluxurile de intoarcere pot fi, de asemenea,
implementate separat, ceea ce sporeste si
mai mult complexitatea. Aceste fluxuri para-
lele si sincronizate catre doud dispozitive
audio independente depasesc cu mult ceea
ce pot gestiona profilurile audio Bluetooth
conventionale.

Hardware pentru noi

experiente de ascultare

Desi se bazeaza pe Bluetooth LE, LE Audio
necesitd, totusi, un hardware propriu.
Nordic Semiconductor oferd nRF5340, un
SoC (sistem-pe-cip) ‘all-in-one, ideal pentru
aplicatiile Bluetooth LE Audio, datorita
procesorului sdu dual-core — format din pro-
cesorul de aplicatii Arm Cortex-M33 de
128/64 MHz, cu 1 MB memorie flash si 512 kB
de memorie RAM si procesorul de retea
Arm Cortex-M33 de 64 MHz, cu 256 kB de
memorie flash si 64 kB de memorie RAM — si
a unei game extinse de temperaturi de ope-
rare, de la-40 pana la +105°C. Pentru o initi-
ere cat maifacild, Nordic a creat kitul de dez-
voltare audio nRF5340 (DK). Acesta suporta
toate functiile Auracast si este configurabil.
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Cu Auracast, un ALS poate fi utilizat ca set de cdsti, fie cu un singur flux
audio, fie cu doud fluxuri separate pentru ALS stdnga si ALS dreapta.
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Bluetooth LE Audio Analiza

Folosit ca dongle USB, acesta poate trimite sau primi date audio
de la un PG; in plus, poate fi utilizat sub forma de césti profesio-
nale sau de casti stereo wireless veritabile (TWS). In esentd, DK
include un SoC nRF5340, un circuit integrat pentru managemen-
tul energiei NnPM1100 si procesorul de semnal digital (DSP) audio
CS47L63 de la Cirrus Logic, care este optimizat pentru conecta-
rea directa la o sarcina externa pentru casti, fiind ideal pentru
castile mono siiesire pentru difuzoare (boxe).

Bazat tot pe nRF5340, Nordic a dezvoltat, cu sprijinul Rutronik,
dispozitivul Thingy:53. Platforma de prototipare multisenzor cu
conectivitate wireless multiprotocol cu raza scurta de actiune
garanteaza reducerea timpului de lansare pe piata a aplicatiilor
embedded cu invatare automata (ML). Thingy:53 dispune de
mai multi senzori de miscare si de mediu, un circuit integrat de
management energetic nPM1100, un front-end nRF21540, un
amplificator de putere/un amplificator cu zgomot redus si o ba-
terie Li-Poly de 1350 mAh. Toate acestea permit modelelor ML
embedded sa fie rulate direct pe dispozitiv pentru a utiliza, de
exemplu, senzorii pentru recunoasterea vorbirii. Anumite
miscari sau sunete trezesc NRF5340 din modul stand-by, lasand
platforma in starea de somn, care reduce consumul de energie
pentru o perioada lunga de timp.

Mai mult, portofoliul de produse Rutronik include si module ba-
zate pe cipul nRF5340 de la Nordic. ISP2053 de la Insight SiP, de
exemplu, integreaza semiconductori si componente pasive,
inclusiv structura antenei, intr-un modul miniaturizat care
madsoara doar 8 mm x 8 mm x 1 mm, gratie tehnologiei SiP (sys-
tem-in-package). Acesta este ideal pentru aplicatiile care nu au
la dispozitie foarte mult spatiu. Modulul este complet certificat
si acceptd nu numai Bluetooth Audio, ci si toate celelalte profi-
luri Bluetooth LE, Long Range si Mesh, precum si NFC, Thread,
ZigBee si detectarea directiei cu ajutorul AoA/AoD (unghi de so-
sire si unghi de plecare). incepand cu Bluetooth 5.0, toate modu-
lele Insight SiP pin-compatibile vor facilita migrarea la cea mai
recenta generatie Bluetooth.

Utilizatorii care nu au nevoie de designul compact al modulului
Insight SiP pot lua in considerare modelul MS45SF1 de la Minew
ca o alternativd competitiva la pret. in calitate de partener de
proiectare licentiat oficial al Nordic, Minew foloseste, de aseme-
nea, NnRF5340 pentru MS45SF1. Modulul vine cu o antena
integrata pe PCB si este, totodata, complet certificat.

Rezumat

Bluetooth LE Audio deschide calea cdtre o lume audio noud, a
castilor, difuzoarelor (boxelor) sau ALS, precum si a telefoanelor
inteligente, laptopurilor, televizoarelor si a altor dispozitive audio,
complet conectate in retea. Introducerea suportului nativ LE
Audio in Android 13 va stimula cu siguranta interesul furnizorilor
de dispozitive audio pentru noua versiune Bluetooth. in lucrarea
sa”“Bluetooth Market Update 2022’ Bluetooth SIG se asteapta la
o crestere puternica a numarului de casti prin intermediul LE
Audio si preconizeaza vanzarea a peste 600 de milioane de dis-
pozitive pana in 2026. Nu in ultimul rand, Bluetooth LE Audio va
avea, fara indoiala, un impact masiv asupra pietei actuale de ALS
si acustica auditiva. Dezvoltarea ulterioara asigura un hardware
accesibil cu optiunea de ajustare a audiogramei, cum ar fi
corectia de frecventa (egalizare) si de faza. Si totul este controlat
simplu prin intermediul unei aplicatii pentru telefon.
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THE NEW RUTRONIK
DEVELOPMENT KIT

RDK3

Caracteristici de securitate de ultima generatie pentru
demonstrarea conceptelor de aplicatii loT

Beneficiati de noul kit de dezvoltare Rutronik RDK3 in faza de
pre-dezvoltare a aplicatiilor dvs. wireless Bluetooth de putere
foarte redusa. Bazati-va pe caracteristici de securitate de ultima
generatie pentru dovezi de concepte in robotica avansata,
cladiri inteligente, fabrici inteligente si sanatate.

Principalele caracteristici ale RDK3

B MCU securizat PSoC™ 64 de la Infineon

® SOC Arm Dual-Cortex M-Core cu un nucleu M0+ securizat

W Conexiuni Bluetooth fara fir cu consum de energie ultra-redus

M |nterfatd Arduino pentru combinarea cu plécile adaptoare
Rutronik

Mai multe informatii despre RDK3:
Tel. +4021 3000 141 | rutronik_ro@rutronik.com
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. ELECTRONICS WORLDWIDE



https://www.rutronik.com/
https://www.rutronik.com

MicrocHIP
LAN9360

Retea la bordul vehiculului
sensibila din punct de vedere
al timpului cu Ethernet AVB

Francis lelsch
AlS Product Marketing Manager
Microchip Technology

Autor:

MicrocHIR

Comunicatia orientata pe transmisia de pa-
chete prin punte de retea a devenit un
standard global. Este utilizatd, in prezent, in
sisteme de diferite dimensiuni si complexi-
tate, de exemplu in servere si aeronave, dar
siin dispozitive mici controlate de la distan-
ta, in senzori la distanta si in multe aplicatii
loT (Internet of Things).

Cadrele Ethernet sau pachetele IP pot fi
transmise transparent prin diferite medii fi-
zice, deoarece reteaua Ethernet este decu-
plata de stratul fizic. Astfel, dispozitivele
conectate prin diferite tipuri de retele pot
comunica fara probleme intre ele, de
exemplu, un telefon mobil cu o conexiune
celulard si o unitate de control conectatd in
retea INICnet™ (ISO21806) intr-o masina
(prin intermediul unitatii telematice sau al

24

Articolul prezinta principiile de baza ale Ethernet

AVB/TSN in contextul aplicatiilor pentru automobile.

gateway-ului vehiculului). Pachetele IP sunt
directionate de la expeditor la receptor.
Pana aici totul este bine, dar cum rdmane
cu timpii de transmisie, latenta, jitterul si
pachetele pierdute? Din nefericire, Ether-
net-ul original nu este determinist, adica nu
exista niciun control asupra momentului si
a cantitatii de date pe care dispozitivele au
voie sa le trimita si nici asupra rutei prin care
sunt transmise pachetele. Timpii de trans-
misie intre doua dispozitive variaza con-
stant, iar pachetele pot fi pierdute daca
reteaua este congestionata. Acest compor-
tament este incompatibil cu aplicatiile criti-
ce, in cazul cdrora trebuie sa se asigure o
livrare cu latenta redusa.

Tehnologiile proprietare de bus si de retea
care prezinta latenta redusa si determinism
reprezinta doar o solutie limitata.

Tendinta pe toate pietele se indreapta catre
tehnologii standardizate si deschise, inde-
pendente de orice producator particular.
In plus, tehnologiile standard nu necesita
nici cunostinte speciale, nici gateway-uri
complexe si costisitoare.

Prin urmare, comunitatea a studiat punctele
slabe ale Ethernet-ului pe parcursul mai
multor ani. De-a lungul timpului, au aparut
diverse solutii pentru a imbunatati compor-
tamentul in timp real al Ethernet, inclusiv
AVB/TSN.

Audio Video Bridging (AVB) a fost initiat in
2008 de un grup de lucru al IEEE. Obiectivul
de atunci eraimbundtatirea transmiterii de
date audio si video critice din punct de vede-
re al timpului prin Ethernet. Termenul AVB
include nu numai standardul IEEE 802.1BA,
Ci si urmatoarele standarde:
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o |EEE 802.1AS: sincronizare in timp

o |EEE 802.1Qav: reglementarea transmi-
terii si a stocarii intermediare a cadrelor
in switch-uri

» |EEE 802.1Qat: alocarea dinamicd a
[atimii de banda pentru fluxurile audio
si video

o |EEE 1722: protocol de transport

o |EEE 1722.1: configurarea dinamica a re-
telelor si dispozitivelor compatibile AVB

Standardul a fost finalizat si publicatin 2011.
Acesta a inceput sa fie utilizat pentru prima
datd intr-o mare varietate de aplicatii mul-
timedia, iar mai tarziu, in aplicatii industriale,
in special pentru transmiterea comenzilor
critice din punct de vedere al timpului sau
a datelor de la senzori. Pe masura ce inte-
resul pentru AVB in cazul aplicatiilor non-
multimedia a crescut, a fost creat un nou
grup de lucru numit Time Sensitive Net-
working (TSN) in cadrul IEEE. Grupul TSN a
adoptat standardele grupului AVB si se
adreseaza unei game mult mai largi de
aplicatii in domeniile audio-video profe-
sional, industrial, auto si aerospatial.

In domeniul industriei auto, standardele
AVB originale sunt inca folosite, dar, in unele
cazuri, versiunile revizuite ale grupului TSN
sunt deja in uz. Acest articol trateaza in
principal standardele AVB, care pot fi consi-
derate echivalente cu TSN.

LABORATOR | Ethernet AVB/TSN pentru industria auto

Aceastd precizie este absolut suficienta
pentru computere si servere, dar este putin
precisa pentru aplicatiile sincrone sau pen-
tru cele in care timpul este critic. gPTP asi-
gura o baza de timp mult mai precisa in
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Time
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& Management

Transport IEEE 1722

Protocol AVTP
Layer 2 Protocol

Additional

Protocols

Sistemele AVB implementeazad, de obicei, diferite subseturi ale acestor elemente.

802.10av 802.1Qbv 802.1Qch
Credit based Time aware Cycle based
802.1Qat 802.1Qcc 17221
SRP SRP AVDECC

802.1Qcr
Asynchronous
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IEEE 1733
RTP
Protocol on top of IPIUDP
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Sincronizare in timp utilizand gPTP
Generalized Precision Time Protocol (gPTP
— |EEE 802.1AS) reprezintd baza comuna a
tuturor sistemelor compatibile cu AVB.
Scopul sau se aseamana cu cel al protoco-
lului Network Time Protocol (NTP), bine cu-
noscut in lumea calculatoarelor.

NTP asigura sincronizarea ceasurilor calcu-
latoarelor in cadrul unei retele locale la un
timp de referintd cu o precizie de cateva mili-
secunde in cele mai bune conditii.

www.electronica-azi.ro u n m

dispozitivele Ethernet, de obicei la nivel de
microsecunde sau, in cel mai bun caz, chiar
de nanosecunde. in esentd, gPTP consta din
doud mecanisme: distributia timpului de re-
ferinta si calcularea timpului de transmisie.
Timpul este distribuit de la unul sau mai
multe noduri de referinta temporald (“master
gPTP’, conform standardului IEEE) catre
unul sau mai multi clienti (“slaves gPTP’,
conform standardului IEEE). Prin analogie cu
procedura IEEE 1588 in 2 pasi, gPTP trimite

intotdeauna doua cadre succesive: “Sync”si
“Sync Follow-Up”. Clientii utilizeazd marca-
jele de timp incluse pentru a-si reseta ceasu-
rile locale la timpul de referintd, asiguran-
du-se cad toate dispozitivele din retea utili-
zeazad exact aceeasi baza de timp.

Cu toate acestea, o baza de timp foarte
precisa poate fi asiguratd numai daca se ia
n considerare si timpul de transmisie nece-
sar in retea. Acest lucru se realizeaza prin
efectuarea in permanentd a asa-numitelor
masuratori ale intarzierilor in pereche (peer-
delay) intre noduri direct vecine. Totalul
timpilor de transmisie masurati pentru fie-
care nod da valoarea intarzierii in pereche,
in functie de care se corecteaza ulterior
timpul gPTP.

Protocoale de transport

IEEE 1722 - AVTP

Protocolul de transport audio-video este
protocolul de transport standard pentru
transmiterea de date audio/video, precum
si de date critice din punct de vedere al tim-
pului prin Ethernet AVB. Este un protocol
ISO/0SI Layer2 simplu, care este utilizat
pentru a accesa dispozitivele prin inter-
mediul adreselor MAC. Prin urmare, nu este
necesara integrarea unei stive IP complete,
ceea ce contribuie la reducerea la minimum
a dimensiunii, costurilor si complexitatii
proiectelor.

IEEE 1733 - RTP/RTCP

RTP si RTCP (IETF RFC 3550) sunt proto-
coale de retea bazate pe IP pentru trans-
miterea de date audio si video prin
Ethernet. Acestea sunt utilizate deja de
multi ani in toate tipurile de dispozitive in-
dustriale si de consum, inclusiv in camerele
de supraveghere video si in dispozitivele
de interfonie. IEEE 1733 este o adaptare a
RTP/RTCP pentru transmiterea sincrona
prin AVB si, prin urmare, o alternativa
bazata pe IP la IEEE 1722.

Adaptarea traficului

O retea Ethernet este formata, de regulg,
dintr-un numar mare de puncte finale (cal-
culatoare, dispozitive electronice) si punti
(switch-uri, gateway-uri etc.). Indiferent de
protocolul de transport selectat, datele sunt
incapsulate in cadre Ethernet, care sunt
rutate de la expeditor prin mai multe punti
(hopuri) pana la receptor. Modul simomen-
tul in care sunt transmise cadrele nu sunt
deterministe. Puntile de pe traseu vor trans-
mite cadrele mai repede sau mai incet
(store-forward, cut-through).

In caz de congestionare a retelei, cadrele
sunt, uneori, puse in buffer pentru o
anumita perioada de timp si, in cel mai rau
caz, pot fi chiar pierdute. >
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APLICATII AUTO

>

Sistemele industriale si auto necesita o la-
tentd scazuta, deterministd si, mai presus de
toate, o transmisie fiabila, fard riscul de a
pierde cadre. Modelarea traficului (parte din
IEEE 802.1Q - Quality of Service) raspunde
acestei nevoi. Traffic shaping’ defineste stra-
tegiile de tratare a cadrelor de catre puntiin
functie de prioritatea lor. Existda mai multe
standarde pentru Traffic Shaping, cum ar fi:

» |EEE 802.1Qav: Forwarding and Queuing
Enhancements for Time-Sensitive Streams
(FQTSS), denumit uneori Credit Base
Shaper (CBS).

o |EEE 802.1Qbv: Enhancements for
Scheduled Traffic, denumit in general
Time Aware Shaper (TAS).

» |EEE 802.1Qch: Coada ciclica si
redirectionare

o |EEE 802.1Qcr: Adaptarea traficului
asincron

Sectorul auto utilizeaza in principal CBS si TAS.

CBS - Credit Based Shaper (802.1Qav)
Atunci cand se utilizeaza Credit Based
Shaper, fiecare dispozitiv Ethernet primeste
un credit care este utilizat pentru a trimite
cadre. Atat timp cat valoarea creditului
ramane pozitiva, dispozitivul poate con-
tinua sa trimita cadre. Odata ce creditul este
epuizat, dispozitivul nu mai poate trimite
cadre. Atunci trebuie sd astepte pana cand
creditul este reinnoit. Aceasta strategie
asigura o utilizare eficienta a latimii de
banda. Nu exista sloturi predefinite. Punc-
tele finale care au nevoie sa trimitd date in-
termitent isi pot acumula creditul si il pot
utiliza dintr-o data. Configurarea unei retele
AVB utilizand CBS este relativ simpla.

TAS - Time Aware Shaper (802.1Qbv)
Spre deosebire de Qav, strategia IEEE
802.1Qbv se bazeaza pe un model de slo-
turi temporale. In loc sa se bazeze pe canti-
tatea de date care urmeaza sa fie trimisd, se
concentreazd pe frecventa transmisiunilor.
Nodurile nu mai pot trimite pentru perioade
de timp arbitrare, dar este garantat ca li se
permite sd transmita cu regularitate. Acest
lucru inseamnd ca se obtine o latenta mult
mai mica si mai determinista.

Interoperabilitate cu AVNU

Arhitectii de sisteme pot utiliza o mare vari-
etate de componente disponibile pentru a
implementa AVB. In functie de cerintele sis-
temului, pot fi implementate diferite subse-
turi AVB. Desi acest lucru este util pentru a
reduce numarul componentelor hardware
— implementand doar ceea ce este efectiv
necesar — ar putea cauza probleme de inter-
operabilitate, deoarece dispozitivele de la
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diferiti furnizori pot sa nu suporte exact
aceleasi caracteristici AVB. Acest lucru este
agravat de faptul ca, uneori, inginerii pot in-
terpreta standardele IEEE in diferite feluri.
Pentru a asigura interoperabilitatea intre
furnizori, asa-numita “Specificatie functio-
nala si de interoperabilitate Ethernet AVB”
a Aliantei AVNU in domeniul automobilelor
defineste o referintd pentru subseturile AVB
si parametrii asociati care ar trebui imple-
mentati in fiecare dispozitiv. Dispozitivele
compatibile cu AVB pot fi testate pentru
compatibilitatea AVNU extern, de cétre ca-
sele de testare sau intern, utilizand echipa-
mente de testare dedicate.

Implementare practica

In aplicatiile din lumea real3, retelele com-
patibile AVB cuprind mai multe compo-
nente: switch-uri, PHY-uri si puncte finale.
Toate switch-urile si punctele finale trebuie
sa suporte AVB pentru a obtine performan-
ta doritd. Datorita standardelor IEEE, speci-
ficatiilor AVNU si OpenAlliance (Notd: verificati
marca R/TM), componentele de la diferiti
furnizori, cum ar fi PHY-urile si switch-urile,
sunt, astazi, perfect interoperabile.

Totusi, implementarea AVB in punctele fi-
nale rdamane o sarcind complexa si anevo-
ioasa. Aceste sisteme sunt, deseori, dezvol-
tate pe baza unor SoC-uri sau a unor micro-
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Sistem tipic de evaluare Ethernet AVB.

Head Unit

controlere ‘high-end; in care trebuie inte-
grate foarte mult software: un sistem de
operare in timp real, Autosar si o stiva AVB
care, adesea, trebuie sa fie licentiata de la o
tertd parte. Asa-numitele puncte finale AVB,
cum ar fi LAN9360 de la Microchip, reprezinta
o alternativa interesanta. Aceste puncte fina-
le constau intr-un tip de controler Ethernet
inteligent cu protocoale AVB integrate. Prin
urmare, AVB poate fi implementat imediat
ca o solutie bazata pe hardware, eliminand
necesitatea dezvoltarii de software.

Concluzie

AVB/TSN a atins un grad ridicat de maturi-
tate de la infiintarea grupului AVB in cadrul
IEEE.“Automobilele AVB” sunt deja pe sosele
si tot mai multi producatori de echipamente
originale se implica. Datorita tehnologiei
sale deschise si standardizate, o multime de
echipamente hardware si software interope-
rabile sunt deja disponibile sub forma de
COTS optimizate. Viziunea asa-numitei “All-
Ethernet Car’, care a fost pusa sub semnul
intrebarii in trecut, nu mai este o utopie.

= Microchip Technology
www.microchip.com
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In acest articol se prezinta un dispozitiv de intrare/iesire (I/0) configurabil prin software si
solutia sa dedicata de alimentare si date izolate, care ajuta la rezolvarea provocarilor de
proiectare a aplicatiilor de nivel industrial. Articolul explica beneficiile gandirii la nivel de
sistem atunci cand se proiecteaza un circuit integrat, in care accentul este pus pe optimizarea
consumului energetic al solutiei propuse.

INTRODUCERE

Atunci cand se proiecteaza solutii de I/0
izolate la nivel de sistem pentru aplicatii
industriale, cum ar fi controlul proceselor,
automatizarea fabricilor sau sistemele de
control al cladirilor, exista multe aspecte
de luat in considerare. Printre acestea se
numara disiparea de putere, izolarea date-
lor si factorul de formd. Figura 1 prezintd
solutia de sistem care rezolva provocarile
legate de putere, izolare si spatiu folosind
AD74115H si ADP1034 intr-o solutie 1/0
izolatd cu un singur canal, configurabild
prin software. Combinand caracteristicile
de izolare a alimentarii si a datelor oferite
de ADP1034 si configurabilitatea prin soft-
ware asiguratd de AD74115H, se poate
proiecta un sistem 1/O izolat cu un singur
canal, folosind doar doud circuite integrate
si un minim de circuite externe.

SOLUTIE LA NIVEL DE SISTEM

ADP1034 este o unitate pentru manage-
mentul puterii de inalta performanta, izolata,
care combina un regulator flyback izolat,
un regulator boost buck invertor si un regu-
lator buck care ofera trei linii de alimentare
izolate si integreaza sapte izolatoare digi-
tale de joasa putere. ADP1034 are, de
asemenea, o functie de control progra-
mabil al alimentarii (PPC — Programmable
Power Control) care este utilizata pentru
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ajustarea la cerere a tensiunii de pe Vout1
prin intermediul unei interfete cu un singur
fir. VouT1 furnizeaza intre 6V si 28V la linia
de alimentare AVpp a AD74115H. Vout2
furnizeaza 5V la liniile de alimentare AVcc
siDVcc ale AD74115H. De asemenea, poate
furniza o tensiune de alimentare pentru o
referinta externd, daca este necesar. Vouts
furnizeaza intre -5V si -24V la linia de ali-
mentare AVss a AD74115H.

DISIPAREA SI OPTIMIZAREA PUTERII

Atunci cand se proiecteaza module izolate
canal-canal, principalul compromis este, de
obicei, intre disiparea de putere si densita-
tea canalelor. Pe masura ce dimensiunile
modulelor se micsoreaza si densitatea ca-
nalelor creste, puterea disipata pe canal tre-
buie sa scada pentru a se adapta la bugetul
maxim de putere disipata pentru modul.

In acest caz, modulul este format din ADP1034
si AD74115H, care, atunci cand sunt combi-
nate, oferd putere izolats, izolare a datelor si
functii de I/0 configurabile prin software.

Ceea ceface ca AD74115H si ADP1034 s fie
o solutie optima cu consum redus de putere
este integrarea functionalitdtii PPC. Aceasta
ofera utilizatorului posibilitatea de a ajusta la
cerere tensiunea VouT1 (tensiunea de alimen-
tare AVop a AD74115H). Metoda minimi-
zeaza disiparea de putere la nivelul modu-
lului in conditii de sarcina redusa, in special

in modurile de iesire in curent.

Atunci cand se utilizeaza functionalitatea
PPC, controlerul gazda din sistem trimite
codul de tensiune necesar prin SPI catre
AD74115H, care este apoi transmis catre
ADP1034 prin intermediul unei interfete se-
riale cu un singur fir (OWSI - One-Wire Serial
Interface). OWSI are implementare CRC
(Cyclic Redundancy Check — Control Redun-
dant Ciclic) pentru a asigura robustetea im-
potriva interferentelor EMC care pot fi pre-
zente in mediile industriale dure.

Daca ne uitdm la exemplul de calcul al
disiparii de putere, putem vedea cd, daca
AVDD = 24V si sarcina este de 250Q), pentru
o iesire in curent de 20mA, totalul puterii
disipate in modul va fi de 748mW. Atunci
cand folosim PPC pentru a scadea tensi-
unea AVDD la 8,6V (tensiunea de sarcinad +
marja de manevrd), puterea disipata in
modul va fi de ~348 mW. Acest lucru releva
o economie de putere de 400mW la nivelul
modulului.

EXEMPLU DE CALCUL

AL PUTERII DISIPATE

In Exemplul 1 si Exemplul 2, este selectat
cazul de utilizare a unei iesiri in curent care
comanda o iesire de 20mA. Sarcina este de
250Q), iar ADC-ul este activat si converteste
configuratia de masurare implicita la 20 de
esantioane pe secunda.
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FOCUS Solutii I/O izolate pentru controlul proceselor industriale

O schemad de circuit cu ADP1034 si AD74115H.
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Tabelul 1: Disiparea de putere in cazul tipic de utilizare AD74115H, folosind PPC

Figura 2 prezintd puterea disipata masu-
rata pe placa de aplicatie AD74115H, la 25°C.
Masuratorile arata ca puterea disipata este
cu putin mai mica decat puterea disipata
calculata. Acest lucru va avea usoare variatii
de la un dispozitiv la altul.
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AVbp = 8,6V (PPC utilizat).
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Figura 3 prezinta disiparea de putere a mo-
dulului (ADP1034 si AD74115) utilizand PPC
(s-a programat o tensiune AVDD optimizata
pentru fiecare valoare a rezistentei de sarci-
nd) in functie de diferite valori ale rezistentei
de sarcina. Pentru a arata eficienta dispozi-
tivului ADP1034, au fost aplicate doua ten-
siuni diferite (15V si 24V) la pinul Vine al
acestuia. Masuratorile au fost efectuate la
25°C. Figura 4 prezinta disiparea de putere
utilizand PPC (s-a programat o tensiune
AVDD optimizata pentru fiecare valoare a
rezistentei de sarcind) in functie de diferite
valori ale rezistentei de sarcina in raport cu
temperatura.

CAZ DE UTILIZARE PENTRU

IESIRE DIGITALA

In aplicatiile industriale, iesirea digitala este
recunoscutd ca fiind cel mai solicitant caz
de utilizare a puterii.

EXEMPLUL 1 (FARA PPQ):

Puterea de iesire a AD74115H =

(AVDD = 24 V) x 20 mA = 480 mW
Puterea de intrare a AD74115H =
AD74115 HQUIESCENT (206 mW) + Puterea
ADC (30 mW) + 480 mW =716 mW
Puterea de intrare a modulului =716 mW
+ Puterea ADP1034 (132 mW) = 848 mW
Puterea consumata de sarcina =

20 mA2x 250 Q=100 mW

Puterea totala a modulului =

(Puterea de intrare a modulului - Puterea
consumata de sarcina) = 748 mW

Tn exemplul 2, putem vedea cd atunci
cand functia PPC este activata pentru a
reduce AVDD la tensiunea necesara (20
mA X 250 Q) + 3,6 V marja de manevrd =
8,6 V, atunci puterea disipata in modul
scade la 348 mW.

EXEMPLUL 2 (PPC ACTIVAT):

Puterea de iesire a AD74115H =
(AVpbp=8,6 V) x20mA =172 mW
Puterea de intrare a AD74115H =
AD74115 HQuIESCENT (136 mW) + Puterea
ADC 30 mW) + 172 mW =338 mW
Puterea de intrare a modulului =338 mW
+ Puterea ADP1034 (100 mW) = 448 mW
Puterea consumata de sarcina =

20 mA2x 250 Q=100 mW

Puterea totala a modulului =

(Puterea de intrare a modulului - Puterea
consumata de sarcina) = 348 mW

AD74115H suporta iesire digitald interna si
externa de tip sursa (sourcing) si absorbtie
(sinking). ADP1034 poate furniza suficienta
putere pentru functia de iesire digitala in-
ternad, capabila sa furnizeze sau sa consume
pana la 100 mA curent continuu. Tn acest
caz, alimentarea circuitului cu iesire digitala
DO_Vbp este conectata direct la AVpp. Pen-
tru curenti mai mari de 100 mA, trebuie
utilizata functia de iesire digitala externg,
care necesita o sursa de alimentare
suplimentara conectata la DO_Vbp.

TIMPI DE ASTEPTARE IN CAZUL DE UTILI-
ZARE AL UNEI IESIRI DIGITALE INTERNE
Pentru a sustine incarcarea sarcinilor capaci-
tive la pornirea initiala, se poate activa o
limita de curent de scurtcircuit mai mare
(~280 mA) pentru o perioada de timp pro-
gramabila, T1, in timp ce se utilizeaza cazul
de utilizare a iesirii digitale interne. >
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CONTROL INDUSTRIAL

Power Dissipation vs. Load

Power Dissipation vs. Load over Temperature
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Puterea disipatd in raport cu RLoAD la o iesire de 20mA.

O a doua limita de curent de scurtcircuit
(~140 mA) este implementatd odata ce tim-
pul T1 s-a scurs. Aceasta este o limita de cu-
rent inferioard si este activa pentru o duratd
de timp programabild, T2. Deoarece se
solicita mai mult curent de la sistem in tim-
pul acestor conditii de scurtcircuit, trebuie
sa se aiba grija sa se asigure ca tensiunea
Vouti a ADP1034 nu scade. Pentru a se asi-
gura ca nu exista nicio scadere, se recomanda
o tensiune de 24V ca tensiune de alimentare
a sistemului catre ADP1034 pentru o tensi-
une DO_VbD necesard de 24V. Aceasta este
o tensiune tipica necesara pentru un releu
de 24V. In cazul unui releu de 12V, se
recomanda o tensiune minima de alimen-
tare a sistemului (ADP1034 Vine) de 18V
pentru a se asigura ca se poate furniza un
curent suficient pentru sarcina.

IZOLAREA DATELOR SI

DIMENSIUNEA SOLUTIEI

Folosind tehnologia iCoupler® patentatd de
Analog Devices, ADP1034 integreaza trei
linii de alimentare izolate, inclusiv date SPI
si trei canale de izolare GPIO intr-o capsula
de 7 mm x 9 mm.

T1S/C Limit

—

[EEMEE Alimentarea sistemului = 24V, tensiunea DO_Vpp = 24V.
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Acest nivel ridicat de integrare ajutd la re-
zolvarea provocdrilor legate de spatiul ocu-
pat pe PCB, deoarece consolideaza toate
cerintele de izolare a canalelor intr-o zona
micd de pe PCB. De asemenea, se realizeaza
economii de putere. Partea controlerului de
pe ADP1034 pune celelalte canale de izolare
SPlintr-o stare de consum redus de putere
atunci cand canalele nu sunt utilizate. Prin
urmare, canalele sunt active doar atunci
cand este necesar. Cele trei canale GPIO
izolate sunt utilizate pentru a izola pinii
RESET, ALERT si ADC_RDY ai AD74115H,
asigurand astfel toate cerintele de izolare
ale AD74115H fard costul suplimentar al
unui circuit integrat izolator suplimentar.

CONCLUZIE

Proiectarea unei solutii de I/O izolate canal-
canal, cu consum redus de putere si cu
factor de forma mic, poate fi o provocare
pentru unii dintre cei mai experimentati
proiectanti din industrie. Solutia la nivel
de sistem ADP1034 si AD74115H simplifica
provocarea prin nivelul ridicat de integrare
si printr-o abordare de proiectare la nivel
de sistem.

——D0_Vpp
——|0_P

T2 S/C Limit

RLUﬂD(n)

[GEMIEX Puterea disipatd in raport cu temperatura.

Cu un singur circuit integrat care asigura trei
linii de alimentare izolate de la o singura
sursa de alimentare a sistemului si o izolare
integrata a datelor, costul BOM se reduce
semnificativ. Impreuna cu flexibilitatea lui
AD74115H, proiectarea sistemului va satis-
face majoritatea aplicatiilor industriale de I/O.

Despre autor:
Valerie Hamilton lucreaza in

prezent ca inginer de aplicatii de
y produs la Analog Devices, Irlanda.
" Eas-aalaturat ADI in iulie 2014
: ca inginer, dupa absolvirea
Institutului de Tehnologie Galway Mayo.
Valerie se ocupa in principal de produsele
industriale I/O, inclusiv de I/0 configurabile
prin software si de convertoarele digital-
analogice.

= Analog Devices
www.analog.com

ANALOG
DEVICES

AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE

Q T2 S/C Limit

T1S/C Limit

[EEMEXE Alimentarea sistemului = 24V, tensiunea DO_Vpp = 12V.
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Noul Arduino Pro
Portenta C33 SBC
disponibil la Farnell

Farnell, anunta completarea porto-
foliului sdu de produse cu noul SoM
(System on Module) Arduino Pro Por-
tenta C33, lansat recent. Aceasta plat-
forma eficienta din punct de vedere
al costurilor, de inalta performanta
ofera o cale rapida in domeniul auto-
matizarilor 0T, cu o calitate de nivel
industrial si securitate garantata.

Portenta C33 ofera performantele ri-
dicate pentru care familia de succes
Portenta este cunoscuta, la un pret
mai mic. Acest lucru este posibil dato-
rita unei serii de optimizari si caracte-
ristici eficientizate, ceea ce ii permite
sd fie o alegere excelenta pentru dez-
voltarea de aplicatii industriale in
timp real. Portenta C33 dispune de
microcontrolerul Arm® Cortex®-M33
de la Renesas, producator de top la
nivel mondial, fiind compatibil cu
MicroPython, precum si cu alte lim-
baje de programare de nivel inalt.
Datorita conectivitatii Wi-Fi si Blue-
tooth® Low Energy incorporate,
Portenta C33 este solutia ideald pen-
tru gateway-uri loT, sisteme de con-
trol de la distantd, gestionarea flotei
si urmarirea proceselor, in timp ce ele-
mentul sau securizat garanteaza o
securitate de calitate industriala la
nivel hardware. Portenta C33 poate
efectua, de asemenea, actualizari de
firmware over-the-air prin Arduino
Cloud sau alte servicii de gazduire in
cloud de la terti.
Portenta C33 ofera utilizatorilor po-
sibilitatea de a efectua prototipari
rapide plug-and-play si reprezinta o
solutie rentabild pentru proiecte la
scara industriala, cum ar fi:
» Gateway-uri loT industriale
» Monitorizarea utilajelor pentru
analiza OEE/OPE
« Control si asigurare a calitatii pe
linie

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

e Monitorizarea consumului de
energie

« Sisteme de control al aparatelor
electrocasnice

 Prototipari loT gata pentru afi
utilizate

Fiabil, securizat si cu o putere de cal-

cul remarcabild, specifica familiei

Portenta, modelul Portenta C33 a

fost proiectat pentru a oferi compa-

niilor de orice dimensiune posibilita-

tea de a accesa loT si de a beneficia

de niveluri mai ridicate de eficientd

si automatizare.

Caracteristicile cheie includ:

o Ideal pentru aplicatii loT ieftine cu
conectivitate Wi-Fi®/Bluetooth® LE

 Suporta MicroPython si alte limbaje
de programare de nivel inalt

 Ofera securitate de calitate indus-
triala la nivel de hardware si actua-
lizari de firmware OTA securizate

« Foloseste biblioteci software gata
pentru utilizare si schite Arduino

« Perfect pentru monitorizarea si
afisarea datelor in timp real pe
tablouri de bord bazate pe
widget-uri Arduino loT Cloud

o Compatibil cu familiile Arduino
Portenta si MKR

 Dispune de pini castelati pentru
liniile de asamblare automata

Arduino este o platforma electronica
open-source bazatd pe hardware si
software usor de utilizat. De-a lungul
anilor, Arduino a fost creierul a mii de
proiecte, de la obiecte de zi cu zi pana
la instrumente stiintifice complexe.
O comunitate mondiala de creatori -
studenti, pasionati, artisti, programa-
tori si profesionisti - s-a adunat in jurul
acestei platforme ‘open-source’. Con-
tributiile lor au addugat o cantitate
incredibild de cunostinte accesibile,
care pot fi de mare ajutor atat pentru
incepatori, cat si pentru experti.

Noul Portenta C33 de la Arduino Pro
este acum disponibil la Farnell in
EMEA, Newark in America de Nord si
element14in APAC.

Farnell
https://rofarnell.com

MY
PCBA

YOUR ELECTRONI
FOR A BETTER

FAE &3 Farnell

Farnell sponsori-
Zeaza un concurs
de electronica
pentru a imbunatati
viitorul planetei

Farnell, in colaborare cu Maker Faire Rome, sponso-
rizeaza concursul de proiectare organizat de FAE
Technology, “My Maker PCBA: Your Electronics For A
Better Planet”. Creatorii din intreaga lume sunt invitati
sa participe si sa profite de oportunitatea de a valo-
rifica potentialul tehnologiei electronice pentru crea-
rea unui viitor sustenabil. Concursul este acum deschis
si accepta proiecte pana la 15 septembrie 2023.

FAE Technology, o companie de utilitate publica
specializatd in electronica embedded, sustine cu tarie
interconectarea dintre tehnologie si sustenabilitate,
pe masura ce ne indreptam spre un viitor in care elec-
tronica este un instrument indispensabil pentru a
permite solutii concrete la provocérile actuale. Tn
acest context, concursul “My Maker PCBA: Your Elec-
tronics For A Better Planet” se axeaza in special pe
proiecte centrate pe sustenabilitatea mediului.
Printre domeniile cheie de interes ale concursului
se numard Agritech, economia circulara, orasele in-
teligente, mobilitatea, electrificarea si multe altele.
Creatorii care au dezvoltat proiecte electronice
complete cu scheme, BOM (lista de materiale) si
fisiere Gerber se pot afla exact in posesia a ceea ce
se cauta in acest concurs.

Participarea la concurs oferd sansa de a castiga pre-
mii remarcabile. Un comitet de evaluare va evalua
si va recompensa primele trei proiecte pe baza
meritelor si ingeniozitatii lor. FAE Technology va co-
labora apoi cu castigatorii pentru a produce un
numar limitat de prototipuri (de la 1 la 10) de placi
electronice, in functie de complexitatea fiecarui
proiect prezentat. Castigatorilor li se va oferi o opor-
tunitate unica de a-si prezenta proiectele la Maker
Faire Rome - Editia Europeand, cu un spatiu dedicat
in cadrul zonei FAE Technology.

Pentru a afla mai multe despre concurs si pentru a
va inscrie, vizitati: https://makerfairerome.eu/en/my-
maker-pcba-your-electronics-for-a-better-planet-2/.

ET ||
https://rofarnell.com

SUBMIT BY
15 SEPTEMBER
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Pe masura ce lumea din jurul nostru devine mai conectata, in fiecare an, tot mai multe
aplicatii genereaza valoare si randament al investitiilor. Printr-o mai mare conectivitate se
obtin date si informatii cu un impact semnificativ asupra noastra, inclusiv in ceea ce priveste
mijloacele de transport, locuintele, locul de munca, fiecare parte a vietii noastre.

Desi este o perioada incitanta, cu posibilitati si aplicatii aparent nelimitate, pentru multe
companii tehnicile de lansare pe piata si calea de a ajunge acolo unde si-au propus sunt
adesea dezordonate sau imposibil de parcurs.

Autor:

Josh Mickolio
Supplier business
development manager
wireless

DigiKey

La DigiKey, vedem mult loc de crestere si
imbunatatire atunci cand vine vorba de dez-
voltarea loT pentru clientii nostri. Angaja-
mentul nostru este de a ne asocia cu clientii
nostri in vederea identificarii celor mai bune
solutii pentru a integra cat mai bine aceste
produse si servicii, de a-i ajuta sa navigheze
prin aceasta tehnologie emergenta si de a
face ca experienta generala sa fie mai buna
pentru ei.

Dar, inainte de a patrunde in adancul a ceea
ce vedem ca fiind viitorul loT, este important
sa ne bazdm pe terminologie. Cand vorbim
despre loT, este usor sa ne gandimlael cala
un produs sau un set de produse. Nu este
vorba doar de un produs, ci de arhitectura
din jurul unui produs, care utilizeaza senzori,
conectivitate si alte instrumente pentru a
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obtine valoare din datele din lumea din jurul
nostru. Daca o privim in acest fel, este mai
usor sd intelegem ansamblul ecosistemului.
Cu aceasta viziune de nivel superior, soft-
ware-ul, aplicatiile si serviciile lucreaza impre-
ung, astfel incat hardware-ul sa poata face si
mai mult decat daca ar opera independent.
Un exemplu elocvent al acestei evolutii
este cel al termostatului Nest.

Ideea termostatului Nest a fost lansatd de
fosti ingineri de la Apple, care si-au dat
seama ca era nevoie de un termostat mai
usor de utilizat, conectat la internet si ca pro-
gresele tehnologice aveau potentialul de a
revolutiona casa inteligenta. Acum, pentru
a explica complexitatea loT, ganditi-va la
urmatorul aspect. Dezvoltarea initiala a pro-
totipului hardware-ului Nest a durat doar
cateva luni, in timp ce lansarea produsului
final a durat peste 18 luni.

Vreau sa va spun acest lucru pentru a de-
monstra ca, desi proiectarea hardware a
unui produs poate fi relativ simpla, aplicatia
loT este mult mai complicatd. A reusi ca
hardware-ul, in acest caz termostatul Nest,
sd “vorbeascd” cu software-ul si aplicatia —
cu alte cuvinte, lansarea unei tehnologii care

schimba regulile jocului in industrie —
necesita timp, investitii si este incredibil de
complexa. Chiar si in situatia in care peste 40
de fosti ingineri de la Google si Apple lucrea-
za impreund, ca in cazul exemplului Nest,
lansarea unui produs conectat reprezinta,
totusi, o sarcina grea.

loT-ul din zilele noastre si obstacole
Desi s-au inregistrat imbunatatiri, concluzia
este ca proiectele loT esueaza de cele mai
multe ori, iar unii estimeaza rata de esec la
75% sau chiar mai mult. Acesta ramane
extrem de complex si fragmentat. Solutiile
sunt adesea personalizate si dezvoltate pen-
tru o aplicatie specifica, ceea ce inseamna
ca rezultatele muncii nu pot fi aplicate la
proiecte viitoare. Exista lacune in ceea ce
priveste educatia inginerilor, problemele de
securitate si cerintele complexe pot varia
foarte mult in functie de regiune.

Unele dintre cauzele frecvente care stau la
baza acestei situatii sunt:

e Cumparare vs. constructie - Multe
companii se confrunta cu aceasta dihoto-
mie atunci cand evalueaza metodele prin
care doresc sa intre pe piata.
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Construirea (adica inceperea unui proiect in
jurul unui cip wireless) este costisitoare, cu
proiectari, uneori nesfarsite ale PCB-ului,
certificari, dezvoltare de software si multe
altele. Achizitionarea unui dispozitiv gata fa-
bricat este adesea lipsita de posibilitatea de
personalizare, iar aspectele economice nu se
adapteaza la volumele mari de productie.

o Limitari privind compatibilitatea - Tot
mai multi furnizori intrd in aceasta piatd si,
chiar dacd poate parea un lucru pozitiv,
apare deseori o mai mare fragmentare. Este
posibil ca noii operatori sa nu se alinieze la
standardele pe care piata le asteapta sau de
care are nevoie, sa nu ofere flexibilitatea de
a se schimba ceva in mijlocul dezvoltarii sau
sa nu ofere compatibilitate cu alte servicii.
Din ce in ce mai mult, furnizorii, aflati de ani
de zile in jocul IoT, sunt achizitionati, absor-
biti sau nu au rezistat.

« Servicii de proiectare — Acestea pot fi
costisitoare, existand o multime de necu-
noscute atunci cand clientii aleg o astfel de
cale. Apelarea la o companie de servicii de
proiectare poate fi, adesea, ceea ce salveaza
un proiect si il face viabil, reducand esecurile
de certificare si oferind o cale mai buna spre
succes. Totusi, complexitatea unui dispozitiv
conectat si a unui ecosistem este inca o
initiativa de anvergura. Aceste companii pot
ajuta doar in masura in care proiectele pot
fi definite, desi multe dintre ele au expe-
rienta si succesul necesar pentru a ajuta in
luarea multor decizii.

« Mentalitatea de a repara mai tarziu -
Observam clienti care lanseaza un dispozitiv
sau o aplicatie simpla, apeland la actualizari
OTA (over the air) pentru a remedia erori sau
pentru a rezolva limitari hardware, iar reviziile
si altele urmand sa fie facute mai tarziu.
Acest lucru poate functiona foarte bine pen-
tru unii, dar cu siguranta nu este recoman-
dat pentru cei care nu au experienta in
lansarea unui produs bazat pe loT. Exemplul
anterior Nest este o referinta excelentd in
acest sens: peste 40 de ingineri cu multa ex-
perienta in acest domeniu au cheltuit peste
10 milioane de dolari pentru lansarea pro-
dusului lor. Hardware-ul si interfata cu utili-
zatorul (Ul) erau excelente, iar software-ul
era solid, dar tot avea nevoie de actualizari
regulate OTA pentru a remedia erorile si a
activa functionalitati hardware suplimentare
pentru a sustine cazuri de utilizare alternative.
« Angajarea personalului adecvat - Existd
o mare varietate de domenii de expertiza
care trebuie sa fie stapanite si, adesea,
aceste competente nu se regdsesc, in tota-
litate, intr-o singura persoana. Este costisi-
tor si dureaza mult sa faceti angajarile
potrivite pentru a acoperi fiecare aspect.
Toate acestea se adauga la dificultatea de
a dimensiona munca.
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« Diferente regionale - Daca o companie
doreste un produs utilizat la nivel global,
exista diverse cerinte de reglementare,
diferente hardware fundamentale, cum ar
fi frecventele suportate si designul antene-
lor, precum si o multitudine de certificari
necesare in America de Nord, Europa si Asia.

Ce se mai intampla in loT?

In timp ce privim spre viitor si spre modul
in care DigiKey fsi poate sprijini clientii,
exista o multime de inovatii interesante in
acest domeniu:

o Da, inca mai vrem sa vorbim despre 5G -
Aceastd evolutie vitala ofera “combustibilul”
necesar pentru a sustine cerintele ecosis-
temelor loT ale viitorului. Noile specificatii
3GPP ofera foaia de parcurs pentru 5G, cu
versiunea 17 de la 3GPP care ne ofera 5G
RedCap (echipamente de utilizator cu capa-
bilitati reduse), iar versiunea 18 initiaza
evolutia“5G Advanced’, cu subiecte de lucru
in jurul inteligentei artificiale si invatarii
automate, printre multe altele.

e Matter - Pentru a imbundtati compati-
bilitatea si securitatea, Matter este un stan-
dard de conectivitate ‘open-source’pentru
dispozitive inteligente pentru locuinte si
loT. Acest lucru este extrem de util in abor-
darea multora dintre limitarile pe care le-
am mentionat anterior.

 Detectarea locatiei, precum Radar si UWB
—Odatd cu imbundtatirea capabilitatilor de
inalta precizie, cu raza scurtd de actiune ale
senzorilor Radar si UWB, pretul a scazut
semnificativ. Ambele au aplicatii masive si
relevante si sunt folosite astazi pentru orice,
de la urmarirea respiratiei si a batdilor inimii
pana la gasirea cheilor.

» Consolidare - Deja au avut loc de-a lun-
gul anului fuziuni si achizitii intre principalii
furnizori de solutii si ma astept ca acest lucru
sa se accelereze in viitor.

« Diversificare — Piata nu mai este detinuta
doar de “badietii mari”; au aparut furnizori
mai mici, care au produs un impact destul
de mare in ultima vreme, precum Espressif,
Unisoc si Sequans, printre altii. Multi furni-
zori au inregistrat castiguri mari in ultimii
trei ani de provocari in lantul de aprovizio-
nare, timp in care clientii cautau alternative
la liderii traditionali din acest spatiu.

O reinventare a sistemului loT - loT 2.0
Asa cum se intampla cu majoritatea inova-
tiilor, este nevoie de timp, de incercdri, de a
invata din greseli, precum si de echipe potri-
vite pentru a face progrese. Interesant este
ca asistam la o evolutie a protocoalelor wire-
less, care oferd noi oportunitati, dar si la o
miscare cdtre o tehnologie mai consistentd,
mai capabila si mai simplificata.

COMPANII

loT 2.0 a fost gandit pentru a reinventa eco-
sistemul care permite o arhitectura flexibila
si scalabild pentru a face loT-ul mai accesibil.
loT 2.0 elimind multe dintre obstacolele de
inceput ale clientilor. In aceasta generatie,
elementele ar trebui sa fie reutilizabile, mai
modulare, sa aibd o procesare cu costuri
mai mici, elemente ‘open-source’si servicii
de operare orientate spre o proiectare si o
implementare de succes.

Facilitatori loT (/oT enablers)

loTe inseamna ‘loT enabler; iar la DigiKey,
acesta este locul care poate avea cel mai
mare impact asupra clientilor nostri.
Avand o experienta de peste 20 de ani in
acest domeniu, aducem toate componen-
tele loT laolalta pentru a face acest ecosis-
tem mai accesibil pentru clienti. Stim, de
asemenea, ca aceasta tehnologie continua
sd evolueze rapid si ar putea arata complet
diferit peste doi-trei ani. Pe cat de repede
se schimba tehnologia, pe atat de repede
continud sa se dezvolte arhitectura.

Vedem o mare oportunitate pentru DigiKey
de a simplifica domeniile complexe si ade-
sea descurajante, simplificand loT si oferind
clientilor instrumente si resurse pentru a avea
succes. Lucram intens pentru a identifica
domeniile in care clientii nostri intampina
obstacole si provocdri inutile din cauza unor
arhitecturi de sistem invechite, a integrdrii
hardware-ului si serviciilor vechi si a dezvol-
tarii complexe de software.

La DigiKey vom continua sd oferim produse
si servicii relevante, inclusiv solutii hardware,
software, cloud si de conectivitate.
Depunem mult efort pentru a aduce laolalta
tehnologii noi, inovatoare si relevante, care
se integreaza usor pentru a permite clien-
tilor nostri sa construiasca, sa dezvolte si sa
implementeze cu succes solutiile lor. In timp
ce ratele de esecuri de proiectare sunt, din
pacate, ridicate in industrie, momentul nu a
fost niciodata mai bun pentru a incepe
propriul proiect de succes, care sa schimbe
jocul. Pentru a afla mai multe, vizitati:
https://www.digikey.com/en/resources/iot-
resource-center/overview.

DigiKey este un lider constant si inovator
in industria serviciilor de inalta calitate
pentru distributia de componente elec-
tronice si produse de automatizare la
nivel mondial, oferind peste 14,9 mili-
oane de componente de la peste 2.400
de producatori de marca de calitate.

m DigiKey
www.digikey.ro

DigiKey
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MEMORII

“ Everspin Technologies,
lider mondial in inovarea
memoriilor MRAM

Introducerea pe piata a unei tehnologii de memorie complet noi nu este o sarcina usoara,
dar Everspin Technologies, Inc. a reusit acest lucru. Piata memoriilor semiconductoare este
o afacere masiva, foarte bine ancorata, cu vanzari globale mai mari de 100 de miliarde de
dolari si este dominata de tehnologiile traditionale de memorii RAM dinamice (DRAM) si

NAND Flash, alaturi de o serie de tehnologii mostenite.

Aceste tehnologii, desi abundente si cu cos-
turi reduse, nu ofera o combinatie de perfor-
mantd ridicata cu persistenta datelor. DRAM
isi pierde datele la oprirea alimentarii, iar
NAND, desi este nevolatila, se va deteriora
dupa un numar relativ mic de cicluri de scri-
ere in memorie. Industria investeste masiv
pentru a continua scalarea memoriilor tra-
ditionale si, de asemenea, in tehnologii de
memorie noi, emergente.

Cu toate acestea, doar Everspin a avut suc-
ces comercial in ceea ce priveste introduce-
rea pe piata a unei noi tehnologii, MRAM,
sau RAM magnetorezistiva. MRAM a ince-
put sa fie comercializata pentru prima data
in 2006, cand Everspin inca facea parte din
Freescale Semiconductor (acum NXP). in
prezent, Everspin este o companie publica
care a vandut peste 120 de milioane de
memorii MRAM pe piatd, cuprinzand multi-
ple generatii de tehnologii de produs pentru
mii de clienti din intreaga lume. Clientii
apreciaza combinatia unicd de performanta
de tip RAM cu non-volatilitate.

Notiuni fundamentale despre MRAM
MRAM utilizeaza o stare magnetica pentru
a stoca date, spre deosebire de stocarea sar-
cinilor electrice in memoriile DRAM si NAND
Flash traditionale.
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Sarcina electrica este susceptibila la scurgeri
si la deteriorarea dielectriculuiin timp, ceea
ce are un impact asupra retentiei datelor si
a rezistentei la scriere. In MRAM, proprieta-
tea fizicd a magnetorezistentei este utilizata
pentru stocarea datelor. Exista doua tehno-
logii distincte utilizate in memoriile MRAM
actuale. Prima este MRAM cu comutare de
camp, numitd Toggle MRAM la Everspin
Technologies, in care starea magneticd, sau
polaritatea, este schimbata prin aplicarea unui
camp magnetic peste o jonctiune magnetica
tunel (MTJ — Magnetic Tunnel Junction). Cea
de-a doua este tehnologia MRAM STT (Spin-
transfer Torque), care utilizeaza proprietatea

Field Switched MRAM

H-field
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Functionarea jonctiunii magnetice tunel cu comutare de camp
(Toggle Field-Switched) si cu transfer de cuplu S (S-transfer Torque).
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cuplului de transfer de spin sau manipularea
spinului electronilor cu ajutorul unui curent
polarizant pentru a stabili starea magnetica
doritd a MTJ. Rezistenta MTJ poate fi setatd
la un nivel ridicat sau scazut in functie de
directia cdampului magnetic, oferind astfel o
celuld de memorie nevolatila.

Infigura 1, polaritatea magnetica este repre-
zentata de sagetile negre, iar curentul apli-
cat este reprezentat de sagetile aurii. In
ambele tipuri de MTJ, exista un strat fix in
care polaritatea magneticad este setata per-
manent in timpul procesului si un strat
liber in care polaritatea magnetica poate
fi comutata.

Spin-transfer Torque MRAM

o

Free Layer
Tunnel Barrier

Fixed Layer
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Atunci cand polaritatea stratului fix si a stra-
tului liber sunt aliniate in aceeasi directie,
MTJ se afla intr-o stare de rezistenta scazuta.
n schimb, atunci cand cele doua straturi au
polaritati opuse, MTJ se afla intr-o stare de
rezistentd ridicata. Acest nivel de magneto-
rezistentd poate fi detectat prin operatiunea
de detectare a celulei de memorie.

Avantajele MRAM fata de alte memorii ne-

volatile sunt urmatoarele:

« Casiin cazul memoriilor FLASH nevolatile,
datele nu se pierd atunci cand se intrerupe
alimentarea cu energie electrica

» Nusunt necesare cicluri de programare/
stergere, ceea ce simplifica sarcina
software

o Viteza rapida, similard cu cea a SRAM,
cu adresabilitate simetrica a octetilor

« Andurantd practic nelimitata

o Pastrare indelungata a datelor (10+anila
temperaturi ridicate de pana la 125°C)

Optimizarea interfetei si a densitdtii pentru aplicatii.

| Avantajele oferite de memoriile MRAM

De asemenea, clientii trebuie sa pdstreze
datele pentru perioade lungi de timp, iar
aici, din nou, MRAM, avand timpi de pas-
trare a datelor de peste 20 de ani, este per-
fect potrivita pentru aceasta sarcina.
Deoarece exista date in timp real care sunt
inregistrate in permanenta, este important
sa existe posibilitatea de a scrie in memorie
de mai multe ori, fara a uza celulele de
memorie. MRAM nu are mecanismul de
uzura care este asociat cu tehnologia Flash
si are rezistenta necesard pentru a functiona
timp de zeci de ani.

Existd preocupari similare in ceea ce prives-
te protectia datelor critice ale sistemuluiin
aplicatii precum cele din industria aero-
nauticd, aerospatiala, instrumente medi-
cale, industria auto, transporturi comer-
ciale, jocuri de noroc in cazinouri si stoca-
rea datelor de intreprindere in centrele de
date. Toate aceste aplicatii, si nu numai, uti-

lizeaza in prezent MRAM.
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Atributele memoriei MRAM fac din aceasta
o memorie ideala pentru sistemele elec-
tronice industriale cu aplicatii in automati-
zarea fabricilor, controlul proceselor si robo-
ticd. Procesele de productie din fabricile in-
teligente de astazi sunt controlate cel mai
adesea cu ajutorul unor controlere logice
programabile (PLC), fabricate de mari furni-
zoriindustriali, cum ar fi Siemens, Schneider
si Mitsubishi, pentru a numi doar cativa.
MRAM este utilizata pe scard larga in PLC-uri
ca memorie pentru stocarea parametrilor
de control al procesului, a retetelor de pre-
lucrare si a inregistrarii datelor privind pa-
rametrii de fabricatie in timp real. Este vital
ca aceste date sa fie protejate in cazul unei
pene de curent, iar aici exceleaza MRAM.

www.electronica-azi.ro u “ m

Memoria MRAM si-a fécut loc in industria
memoriilor ca produs de inaltd performanta
si fiabilitate, in care se pot incredinta cele
mai importante date.

Atingerea de noi frontiere

Unul dintre neajunsurile celulelor de memo-
rie bazate pe sarcini electrice este ca aces-
tea sunt usor de perturbat sau de alterat de
radiatiile externe. Celulele MRAM sunt imu-
ne, prin natura lor, la efectele radiatiilor si,
prin urmare, tehnologia MRAM este utili-
zatd in aplicatii esentiale din domeniul
aerospatial si al apararii, inclusiv sateliti si
misiuni de zbor in spatiu. Aceasta tehnolo-
gie este, de asemenea, o alegere populara
in avioanele comerciale si militare intr-o

varietate de aplicatii, inclusiv controlul zbo-
rului, inregistratoare si sisteme de confort
n cabind. Recent, Frontgrade Technologies
a anuntat ca memoria sa MRAM este utili-
zata in viitoarea misiune ESA Jupiter Icy
Moons Explorer (JUICE).

Frontgrade, anterior CAES, detine o licenta
pentru tehnologia MRAM a Everspin
https://frontgrade.com/news/frontgrade-
products-enable-esas-juice-mission.

Versatilitatea MRAM permite

o gama larga de produse
Non-volatilitatea si adresabilitatea la nivel
de octet a memoriilor MRAM, combinate cu
durabilitatea ridicata a scrierii, ofera posibili-
tatea de a proiecta si eficientiza un porto-
foliu de produse, fiecare optimizat pentru
un anumit caz de utilizare. Everspin ofera
totul, de la memoria SPI serialda de 128 Kb de
joasa densitate pana la memoria persistenta
deinalta densitate de 1 Gb bazata pe DDR4.
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v v
v
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Transport

© Everspin Technologies

Cea mai recenta completare este familia de
produse EMxxLX, optimizata pentru utiliza-
rea in aplicatii industriale, care ofera o latime
de banda de citire si scriere de 400Mbytes/
secunda pe interfata octala JEDEC xSPI.
Intr-adevar, viitorul este stralucit pentru
tehnologia MRAM, pe masura ce aceasta
trece de la o tehnologie emergenta la un
succes comercial pe scard larga. Scalabili-
tatea MRAM la noduri de procesare mai
avansate va duce la produse de memorie
de inalta densitate, mai rentabile si mai
durabile, ceea ce va extinde aria de acope-
rire a MRAM in mai multe aplicatii.

m Everspin Technologies
www.everspin.com
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Cea mai recenta extensie a portofoliului
PrimePACK™ IXT de la Ihfinédn:

S
de conveg

lutie superioara pentiru prpiectele
rtoadle eoliene

In articol, descriem componentele esentiale ale acestui proces de optimizare si comentam
punctele centrale ale dezvoltarii. In plus, sunt evidentiate avantajele rezultate in ceea ce
priveste performanta convertoarelor eoliene.
La final, discutam pe scurt despre cum pot beneficia si alte aplicatii de cea mai recenta
completare a portofoliului PrimePACK™ de la Infineon.

Autori: Marcel Morisse si Michael Busshardt

Infineon Technologies

Una dintre provocarile majore ale secolului
21 este controlul incalzirii globale pentru a
limita consecintele schimbarilor climatice.
Acest obiectiv va putea fi atins numai prin
reducerea drastica a emisiilor de gaze cu
efect de serd in prima jumatate a secolului.
Pentru a avea o perspectiva, doar in anul
2019, productia de energie si de caldurd a
fost cel mai mare contributor la efectul de
serd, reprezentand aproape o treime din
emisiile la nivel global.

36

Prin urmare, este esential si urgent sa se
activeze o infrastructura energetica curata
pentru reducerea emisiilor. In aceasta direc-
tie, tehnologia eoliana este un actor-cheie.

In ultimii 20 de ani, dimensiunea turbinelor
eoliene s-a triplat, iar puterea lor a crescut
enorm, urmand sa depdseasca in curand
pragul de 15 MW. Prin urmare, atat cererea,
cat si nevoia de convertoare de energie
eoliana foarte avansate continud sa creasca.

Functionand in conditii de mediu dificile,
aceste convertoare necesita un nivel ridicat
de fiabilitate si robustete pentru a asigura
un ciclu de viata lung. In plus, este nevoie
de o densitate de putere ridicata pentru a
maximiza puterea de iesire, limitand in
acelasi timp numdrul de componente din
dulapul de control (cabinet). In plus, capa-
citatile mari de productie sunt esentiale
pentru a sustine cererea in continua cres-
tere. In sfarsit, modernizarea invertoarelor
existente ajutd la reducerea atat a riscurilor,
cat si a timpului de dezvoltare.

PrimePACK™ de la Infineon cu tehnologie
IGBT5.XT (FF1800R17IP5) este o solutie
excelenta pentru a rdaspunde acestor
provocari.

ElectronicaeAzinr. 7(277)/2023




APLICATII DE PUTERE Convertoare de tensiune
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[GEMER] Topologia unuisistem de turbind eoliand bazat pe un convertor complet evaluat.

De la lansarea sa in 2016, acesta a devenit
modulul standard ales in convertoarele eo-
liene. Combinatia sa de tehnologii avansate
de interconectare si proiectarea imbuna-
tatita a cipului ofera o fiabilitate remar-
cabila, precum si o densitate de putere
ridicata.l"

Avand in vedere provocarile globale, imbu-
natatirile suplimentare sunt intotdeauna bi-
nevenite. Tinand cont de conditiile specifice
de functionare ale sistemelor moderne de
convertoare eoliene, Infineon a dezvoltat
doua module de putere IGBT optimizate
special pentru aceste conditii. Noile module
permit un nou pas spre o densitate de pu-
tere mai mare, oferind in acelasi timp si
avantajele modulului de putere IGBT
FF1800R17IP5 PrimePACK™,

Luand in considerare sistemele de conver-
toare eoliene si industria respectiva, se
poate observa acum o tendinta clara atat
spre o proiectare modulara a blocurilor de
convertoare cat si spre standardizare.
Aceasta abordare sustine nevoia tot mai
mare de putere nominald, mentinand in

De asemenea, ea permite reutilizarea
multipld a aceluiasi bloc de putere pentru
turbine eoliene cu puteri nominale mai
mari. Cu toate acestea, din cauza spatiului
limitat din nacela unei turbine eoliene,
cresterea numarului de dulapuri de con-
trol ar putea sa nu fie posibila. Prin urmare,
trebuie imbunatatita densitatea de putere
a fiecdrui bloc.

Cerintele electrice ale unui convertor MSC
(machine-side converter — convertorul de pe
partea generatorului) si ale unui convertor
LSC (line-side converter — convertorul de pe
partea retelei) diferd semnificativ intr-un sis-
tem de convertor eolian, ceea ce reprezinta
un alt aspect cheie care trebuie luat in con-
siderare. Acest lucru este valabil in special
pentru un sistem de convertor complet
evaluat, asa cum este cel ilustrat in figura 1.

Datorita fluxului de putere de la generator
la legdtura DC (DC link), diodele din MSC
sunt supuse celei mai mari sarcini. Pe de
alta parte, in LSC, fluxul de putere cétre
reteaua de curent alternativ (AC) face ca
IGBT-urile sa fie cele mai solicitate cipuri

Avand in vedere aceste cerinte diferite, au
fost dezvoltate douda module de putere
ajustate diferit pentru a optimiza fiecare
modul in functie de nevoile specifice ale
convertorului de pe partea generatorului
si, respectiv, ale convertorului de pe par-
tea retelei, bazandu-se, in acelasi timp, pe
modulul de referintd FF1800R17IP5. Doua
etape majore in definirea si optimizarea
acestor doua module de putere sunt dis-
cutate in sectiunea urmatoare.

Pentru aplicatiile eoliene, frecventele
inalte de comutare sunt benefice pentru a
reduce pierderile generatorului si pentru
a mentine un filtru pe partea retelei, cu o
dimensiune rezonabila in dulapul conver-
torului. Tn general, frecventele inalte de
comutare sunt semnificativ mai mari decat
n cazul invertoarelor de uz general pentru
actionarea motoarelor cu puteri nominale
similare.

In acest context, este important de retinut
ca, in orice tehnologie IGBT, exista intot-
deauna un compromis intre pierderile de
comutare si cele de conductie (vezifigura 2).

acelasi timp cicluri scurte de dezvoltare.  din modulul de putere. >
Reference E . . é
\ gk FF1800R17IPS : Potential stack power increase °
VoL
[
\ B
\ B
1N ¥ MSC
'-Uc \ x
FF2000XTR17IES ~ ~—==-—-
FF1700XTR17IESD 1.2 MW
Simplfied principle for rade-off m FF1700XTR17IES5D (MSC) / FF2000XTR17IE5 (LSC))
Ve oy —» m FF1800R17IP5
Compromisul cipului IGBT5 in vederea O simulare a imbunatatirii puterii unui sistem
reducerii pierderilor dinamice pentru de energie eoliand cu module dedicate LSC/MSC
cele doud module dedicate LSC si MSC. in raport cu modulul de referintd.
www.electronica-azi.ro 4 “ m 37



POWER

>

In cipul IGBT5 optimizat, acest compromis a
fost modificat pentru a suporta frecvente
mai ridicate de comutare prin mutarea echi-
librului catre mai putine pierderi de comu-
tare. Deoarece atat LSC, cat si MSC sunt
afectate de pierderile mari de comutare ale
IGBT-ului, solutia de compromis a fost
utilizata in ambele module, vizand cele
doua pozitii diferite ale convertorului.
Cresterea rezultata a VcEsat a fost compen-
satd partial prin masuri de proiectare
suplimentare?34, Optimizarea rezultata a
IGBT-ului este reprezentata in figura 2.

Ca o etapa suplimentara, optimizarea
dedicata a convertoarelor a permis o imbu-
natatire suplimentarda a performantelor
modulelor. In acest sens, au fost modificate
dimensiunile cipurilor pentru a reduce pier-
derile prin conductie si, in plus, pentru a
fmbunatati conductivitatea termica a cipu-
rilor care se confrunta cu cea mai mare
sarcind. Dupa cum se arata in figura 3, ra-
portul dimensiunilor cipurilor a fost modi-
ficat in favoarea unui IGBT mai mare pentru
modulul dedicat LSC, in timp ce in modulul
dedicat MSC a fost inclusa o dioda mai
mare. Aceste doua imbunatatiri de proiec-
tare au dus la introducerea a doua module
denumite FF2000XTR17IE5, optimizat pen-
tru LSC, si FF1700XTR17IE5D, optimizat
pentru MSC.

Figura 4 evidentiaza avantajele acestor
doua module de putere dedicate in con-
textul unui sistem de convertoare eoliene
exemplar.

Conditiile de operare corespunzatoare, pe
care se bazeaza aceasta simulare, sunt pre-
zentate in tabelul 1. Este important de re-
marcat ca sporirea semnificativa a puterii
convertorului in raport cu modulul de
referinta din figura 4 a fost realizata prin
simpla schimbare a modulelor de putere
si lasand neatinse toate celelalte compo-
nente ale convertorului si ale sistemului de
control.

Tensiunea DC link Vbc

Cerintele legate de ciclul de viata, pentru
care trebuie sa se ia in considerare solicitarea
de incdrcare ciclicd a modulelor semicon-
ductoare de putere, reprezinta un alt para-
metru de proiectare tipic pentru sistemele
de energie eoliand. Acest aspect este deose-
bit de important din cauza frecventelor fun-
damentale potential scazute ale genera-
torului in combinatie cu conditiile de vant
variabile din jurul unei turbine eoliene.

1200V

Frecventa de comutatie fsw

5 kHz (DPWM1)*

5 kHz (DPWMO)*

Indice de modulatie M

0.9

1

Factor de putere |cos(@)| 0.9 (capacitiv) 0.8 (inductiv)
Curent nominal Ir 900 A 1000 A
Putere activa nominala Pr 1MW

Rezistenta termica a radiatorului fata de 21 K/kW

mediul ambiant Rth,ha

Temperatura lichidului de racire Tiiquid 40°C

Tabelul 1: Parametrii de referinta ai sistemelor LSC si MSC.

* Nomenclatura DPWM in conformitate cu .

In acest caz de utilizare, temperatura
maxima a jonctiunii virtuale Tvj,max este
parametrul de proiectare limitativ in ceea
ce priveste puterea posibild a convertoru-
lui. Pentru toate modulele PrimePACK™ cu
tehnologie IGBT5.XT, aceasta temperatura
maxima este de 175°C prin proiectare.

Totusi, in aceasta simulare, este limitatd la
145°C pentru a permite marje de proiec-
tare pentru conditii de suprasarcind si de
defectiune.
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Cu toate acestea, pentru PrimePACK™ cu
tehnologie IGBT5.XT, cum ar fi modulele
mentionate in prezentul articol, acest as-
pect nu reprezinta o problema, chiar si in
cazul aplicatiilor cu sarcini puternic alter-
nante. Aici, interconectarea .XT si tehnolo-
giile cipurilor IGBT5 permit o performanta
remarcabila in ceea ce priveste robustetea
la sarcini ciclice .

In ceea ce priveste avantajele de
performanta oferite de FF2000XTR17IE5 si
FF1700XTR17IE5D, am luat in considerare

©Infineon

Diverse proportii ale dimensiunii cipului pentru modulele dedicate LSC si MSC in comparatie cu modulul de referintd.
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pana acum doar un singur punct de ope-
rare stabil. Intr-adevar, in referinta ™ seiain
considerare un camp complet de puncte
de operare derivate din vitezele vantului
si din cerintele retelei, rezultand seturi de
curenti diferiti pentru convertoarele LSC si
MSC pentru diverse viteze ale generatoru-
lui. Aceste conditii de operare diferite au
ca rezultat temperaturi de jonctiune diferite
Tvjmax. Figurile 5 si 6 demonstreaza cum
cele doua module dedicate extind consi-
derabil domeniul de operare. Aceastd im-
bunatatire se datoreaza reducerii tempe-
raturilor maxime ale IGBT-ului LSC cu 25%
si a temperaturii diodei MSC cu 13% fata
de modulul de referinta.

LSC IGBT temp. (FF1800R17IE5)
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APLICATII DE PUTERE Convertoare de tensiune

Mai mult, convertoarele active de retea
pentru aplicatii cu motoare sau de elec-
troliza ar putea beneficia, de asemenea, de
dioda mare din FF1700R17IE5D.

In concluzie, cele mai recente completari
ale Infineon la portofoliul PrimePACK™
FF2000XTR17IE5 si FF1700R17IE5D sustin
modernizarea proiectelor de convertoare
eoliene la niveluri de putere mai mari.

Pana la urma, aceste noi produse vor per-
mite clientilor nostri sa reduca timpul si
costurile de dezvoltare, oferind in acelasi
timp robustetea remarcabila a tehnologiei
IGBT5.XT.

LSCIGBT temp. (FF2000XTR17IE5)
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Temperaturi ale semiconductorilor LSC pentru diferite conditii de operare
pentru modulul de referinta (stdnga) si modulul dedicat LSC (dreapta).
Zona rosie denota temperaturl de jonctiune peste limita de proiectare!.

MSC diode temp. (FF1800R17IE5
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Temperaturi ale semiconductorilor MSC pentru diferite conditii de operare
pentru modulul de referintd (stdnga) si modulul dedicat MSC (dreapta).
Zona rosie indicd temperaturi de jonctiune peste limita de proiectare!®.

Prin urmare, mentionam cd, desi modulele
de putere recent lansate, evidentiate in
acest articol, sunt proiectate pentru a viza
aplicatiile de energie eoliana, alte aplicatii
de mare putere cu un flux de putere uni-
directional regulat pot beneficia, de aseme-
nea, daca modulele sunt incluse in proiect.
De exemplu, frecventele inalte de comu-
tare sunt benefice pentru reducerea pier-
derilor in motoare in aplicatiile de actio-
nare. Din nou, retineti cd ambele module au
fost optimizate pentru a suporta viteze ri-
dicate de comutare.

www.electronica-azi.ro u n m
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Cu o experienta in inginerie electricd si un
doctorat axat pe fiabilitatea convertoarelor
eoliene, Marcel s-a alaturat Infineon ca ingi-
ner de aplicatii de terenin 2018.1n acest rol,
el sprijina clientii industriali din domeniile
de aplicare a energiei eoliene si a sistemelor
de actionare in procesul de proiectare, aju-
tandu-i s& selecteze produsele potrivite. in
plus, el oferd informatii valoroase in dezvol-
tarea semiconductorilor de putere si a cir-
cuitelor integrate pentru drivere de poarta
potrivite pentru urmatoarea generatie de
convertoare de putere.

Michael Busshardt

Avand o pregatire in fizica si economie,
precum si un doctorat axat pe teoria
masuratorilor cuantice, Michael a lucrat
timp de 10 ani cainginer de sistem pentru
sisteme de litografie opticd. S-a alaturat
Infineon ca manager de proiect in 2021 si,
n prezent, lucreaza ca inginer responsabil
cu definirea produselor pentru module semi-
conductoare de mare putere. in aceasts
functie, Michael participd la definirea
urmatoarei generatii de module semicon-
ductoare de putere pentru convertoare
eoliene si sprijina clientii pe parcursul
procesului de proiectare.
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Adoptarea vehiculelor electrice (EV) este
in crestere, fiind determinata de cererile
tot mai mari ale consumatorilor, de
preocupadrile/reglementdrile de mediu si
de optiunile disponibile. Conform unei
cercetdri recente realizate de Goldman
Sachs, vanzarile de vehicule electrice (EV)
au ajuns sa reprezinte 10% din vanzarile
globale de automobile in 2023. Pana in
2030, se asteapta ca aceasta prognoza sa
creasca la 30%; iar pana in 2035, vanzarile
de EV-uri ar putea reprezenta jumatate din
vanzdrile globale de automobile. Cu toate
acestea, “anxietatea legata de autonomie”,
teama de a nu putea parcurge distanta

40

\

dorita intre doua incarcari ale bateriei,
reprezinta unul dintre principalele obsta-
cole in calea utilizarii vehiculelor electrice.
lar cheia pentru a o depasi va fi extinderea
autonomiei vehiculelor fara a creste sem-
nificativ costurile.

Acest articol ilustreaza modalitatea prin
care utilizarea tranzistoarelor MOSFET
(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect
Transistors) din carbura de siliciu (SiC) in
invertorul de tractiune poate extinde au-
tonomia unui EV cu pana la 5%. De aseme-
nea, se discuta motivul pentru care unii
producatori de echipamente originale

ot electrice sa
ta cu 5% mai mare
nizor de dispozitive SiC
ea incredere

onsemi

(OEM) au fost reticenti in ceea ce priveste
tranzitia de la tranzistoarele bipolare cu
poarta izolata (IGBT) din siliciu la dispozi-
tivele SiC si eforturile depuse de onsemi
pentru a atenua aceste preocupari si a in-
spira incredere in aceasta tehnologie de
semiconductori cu banda interzisa larga in
curs de maturizare.

Tendinte in materie de tractiune auto
Invertorul (principal) de tractiune al unui
vehicul electric transforma tensiunea DC a
bateriei intr-o tensiune AC necesara moto-
rului electric de tractiune, care este respon-
sabil pentru propulsia vehiculului.
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Tendintele recente in proiectarea invertoru-

lui de tractiune includ:

» Cresterea puterii: Cu cat mai mare este
puterea de iesire a invertorului, cu atat
mai repede poate accelera un vehicul
pentru a raspunde cerintelor soferului.

» Maximizarea eficientei: Cantitatea de
energie consumata de invertor trebuie
sa fie redusa la minimum pentru a creste
puterea disponibila pentru propulsie.

» Tensiune mai mare: Pana de curand,
bateriile de 400V au fost cele mai frec-
vente, dar industria auto se indreapta
spre 800V pentru a reduce curentul,
grosimea cablurilor si greutatea.
Invertorul de tractiune dintr-un vehicul
electric (EV) trebuie sa fie capabil sa
faca fata acestui nivel de tensiune mai
ridicat si sa utilizeze componentele
potrivite.

« Greutate si dimensiuni reduse: SiC are
o densitate de putere mai mare (kW/kg)
in comparatie cu IGBT-urile din siliciu.
Densitatea de putere mai mare poate

reduce dimensiunea sistemului (kW/litru),
ceea ce ajuta la reducerea greutatii in-
vertorului de tractiune cu o sarcina mai
micd pentru motorul electric. Greutatea
mai mica a vehiculului ajuta la extinderea
autonomiei vehiculului cu aceeasi baterie,
facand in acelasi timp ca grupul motopro-
pulsor sa fie mai mic, ceea ce mareste
spatiul disponibil pentru pasageri si sar-
cina utila din portbagaj sau din com-
partimentul motor.

Avantajele SiC fata de

componentele din siliciu

Carbura de siliciu prezinta mai multe avan-
taje materiale fatd de siliciu, ceea ce o face o
alegere mai buna pentru proiectele de in-
vertoare de tractiune. Primul avantaj consta
in duritatea sa fizica - 9,5 Mohs fata de 6,5
Mohs pentru siliciu - ceea ce il face mai bun
pentru sinterizarea la presiuni inalte si i
confera o mai mare integritate mecanica.
Conductivitatea sa termica (4,9 W/cm.K)
este de peste patru ori mai mare decat ceaa
siliciului (1,15 W/cm K), ceea ce inseamnd ca
poate functiona fiabil la temperaturi mai ridi-
cate printr-un transfer de caldura mai eficient.
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Efficiency
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weight
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Tendinte recente in proiectarea invertorului
de tractiune pentru vehicule electrice.

POWER Tehnologie

In sfarsit, SiC are o tensiune de rupere de
8 ori mai mare (2500kV/cm fatd de
300kV/cm), iar banda sa interzisa larga fi
permite sa se activeze si sa se dezactiveze
mai repede, ceea ce il face o alegere mai
buna pentru arhitecturile cu tensiune din
ce in ce mai mare (800V) ale vehiculelor
electrice, in timp ce tensiunea sa de banda
interzisa mai mare inseamna ca prezinta
pierderi mai mici decat siliciul.

Abordarea problemelor legate

de adoptarea tehnologiei SiC

Tn ciuda avantajelor evidente ale SiC, unii
producatori de echipamente originale de
automobile nu s-au grdbit sa renunte la
utilizarea dispozitivelor traditionale cu
comutatie din siliciu, cum ar fi IGBT-urile,
pentru invertoarele de tractiune.

Printre motivele reticentei fata de adopta-
rea SiC se numara perceptia ca aceasta:

e nu este o tehnologie matura
o este dificil de implementat
e nu este disponibila in ambalaje
adecvate pentru tractiune
nu beneficiaza de o aprovizionare la fel
de facila precum cea a dispozitivelor
dinsiliciu
o este mai scumpa decat cea a IGBT-urilor
Urmatoarea sectiune prezinta o abordare
cu mai multe fatete prin care se arata de ce
aceste perceptii sunt nefondate si de ce
producatorii de echipamente originale ar
trebui sa utilizeze cu incredere tehnologia
SiCintr-un invertor de tractiune pentru ve-
hicule electrice.

Demonstrarea eficientei

invertoarelor de tractiune cu SiC

Primul pas pentru a inspira incredere este
demonstrarea avantajului clar de perfor-
manta care poate fi obtinut prin utilizarea
tehnologiei SiCin proiectele de invertoare
de tractiune. Modulele NVXR17S90M2SPB
(1,7mQ Rdson) si NVXR22S90M2SPB
(2,2mQ Rdson) de la onsemi, EliteSiC
Power 900V cu sase unitati de putere au
fost simulate cu ajutorul unui software de
proiectare a circuitelor, iar performanta lor
a fost comparata cu cea a IGBT-ului VE-Trac
Direct de 820A (tot de la onsemi).

Simularile pe un proiect de invertor de
tractiune au demonstrat:

e Pentru o tensiune de magistrald de
450VDC si o putere livrata de 550Arms la o
frecventa de comutatie de 10KHz, Tyj (tem-
peratura de jonctiune) amodulelor SiC (111°C)
afost cu 21% mai mica decat cea a IGBT-ului
(142°C) pentru aceleasi conditii de racire. »
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o In comparatie cu IGBT-ul, pierderile
medii de comutatie in NVXR17S90M2SPB
au fost cu 34,5% mai mici, in timp ce pier-
derile din NVXR22S90M2SPB au fost cu
16,3% mai mici.

o Pierderile totale au fost cu peste 40%
mai mici pentru un proiect de invertor de
tractiune implementat utilizdnd dispoziti-
vul NVXR17S90M2SPB, in timp ce a existat
o reducere a pierderilor de putere de pana
la 25% utilizand NVXR22S90M2SPB in
comparatie cu un proiect bazat pe IGBT.

de fabricatie. In plus, acestea ofera avanta-
jul suplimentar al furnizarii unei puteri mai
mari la aceeasi temperatura de jonctiune.
De exemplu, NVXR17S90M2SPB poate fur-
niza 760Arms, fata de numai 590Arms pen-
tru un IGBT (Tvj =150°C), ceea ce reprezinta
o crestere a puterii cu 29%.

Tn plus, onsemi sinterizeazi plachetele SiC
pe o placa de cupru prin lipire, permitand
o rezistenta termica cu pana la 20% mai
micd intre jonctiunea dispozitivului si lichi-
dul deracire (Rth jonctiune la fluid = 0,08°C/W).

» .
Up =Te basep

Trecerea la SiC va deveni din ce in ce mai
logicd, deoarece dispozitivele SiC produc
mai putina caldura decat siliciul, permitand
niveluri si mai ridicate de densitate de pu-
tere, nu doarin invertoarele de tractiune, ci
in intreaga arhitectura a EV-ului.

onsemi raspunde preocuparilor
de aprovizionare ale OEM-urilor
onsemi a investit masiv in crearea unuilant
de aprovizionare si a unui ecosistem SiC
complet integrat si matur (inclusiv crestere

©onsemi

Capsula SiC de la onsemi are o rezistentd termicd scazutd - lider in industrie.

Desi aceste imbunatatiri au fost specifice
unui invertor de tractiune, ele se traduc
printr-un castig de eficienta de 5% in
performanta generald a vehiculului electric,
permitand o extindere a autonomiei cu 5%.
De exemplu, un EV cu o baterie de 100 kW care
ofera o autonomie de 500 km ar putea par-
curge pana la 525 km bazat pe un invertor
de tractiune proiectat cu ajutorul modulelor
de alimentare EliteSiC de la onsemi. Costul
utilizarii SiC intr-un astfel de invertor de
tractiune ar fi, de asemenea, cu 5% mai mic
decat in cazul utilizarii IGBT-urilor din siliciu.

SiC ofera o putere mai mare decat
IGBT-urile intr-o amprenta similara
Pentru producatorii de echipamente origi-
nale care se gandesc sa renunte la IGBT-uri,
onsemi oferd module SiC intr-o amprenta
mecanica similara pentru o integrare mai
usoard, ceea ce faciliteazd, de asemenea,
implementarea fara modificari in procesul
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Capsula turnata, care utilizeaza o tehnolo-
gie avansata de interconectare, contribuie
si mai mult la densitatea mare de putere a
acestor module si ofera, de asemenea, o
inductanta de dispersie scazuta (semnifi-
cativa pentru eficienta comutatiei de mare
vitezd), unde o frecventa de comutatie mai
mare poate reduce dimensiunea si greuta-
tea unor componente pasive din sistem.
Tn plus, acest tip de incapsulare, cu optiuni
de temperatura de operare de pana la
200°C, reduce cerintele de racire ale OEM-
urilor si poate utiliza dispozitive mai mici
pentru managementul termic.

Trecerea la SiC are sens dincolo

de invertorul de tractiune

Pe masura ce tensiunile bateriilor EV cresc,
curentii electrici pot fi redusi pentru a
obtine aceeasi putere de iesire.

La nivel de sistem, cablurile din automobile
devin mai subtiri.

epitaxiala a plachetelor si fabricatie pe 150
mm (200 mm planificatd)) de produse dis-
crete, circuite integrate, module si proiecte
de aplicatii de referinta.

Dupa mai mult de un deceniu de activitate,
expertiza onsemi poate oferi garantia
suprema necesara pentru a risipi orice in-
grijorare pe care producatorii de echipa-
mente originale de automobile ar putea-o
avea cu privire la trecerea la tehnologia SiC.

= onsemi
WWww.onsemi.com

onsemi
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fiecare

switch-ul potrivit

Murrelektronik asigura o arhitectura de retea optimizata

Utilajele si instalatiile devin tot mai inter-
conectate. O digitalizare de succes poate
fi asigurata doar cu o tehnologie de retea
performantd si fiabila. Switch-urile preiau
sarcini primordiale in cadrul retelelor: In
calitate de componente inteligente de
infrastructura, acestea citesc datele primite
si le redirectioneaza catre portul cu recep-
torul corespunzator.

Aria de aplicabilitate a unui switch intr-un
utilaj este variata. Switch-urile servesc drept
element de legatura intre o unitate de
comanda SPS si participantii din reteaua
Ethernet. In plus, switch-urile sunt utilizate
si ca switch-uri fieldbus, pentru a conecta
diverse module fieldbus cu switch-ul.
Murrelektronik ofera switch-ul potrivit
pentru fiecare utilizare.

Murrelektronik Xelity Gigabit Family
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Switch-uri Xelity IP20 Managed Gigabit
Conectare inteligenta

Switch-urile Murrelektronik Xelity IP20
configurabile permit dispozitivelor Ethernet
sd comunice unul cu celdlalt prin interme-
diul conexiunilor de retea.

Acestea ofera retelei posibilitatea de a
construi diferite topologii precum topologie
tip stea sau tip arbore.
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ie de retea performanta si fiabila

Murrelektronik Xelity 10-Switch

Tn plus, switch-urile preiau si alte sarcini,
cum ar fi analiza erorilor si diagnosticarea
retelei. Astfel, optimizeaza transferul de
date si asigura control in retea, de exemplu
prin accesul de la distanta.

Conexiunea ProfiNet in switch si integrarea
cu un instrument de configurare precum
TIA Portal, prin intermediul unui fisier
GSDML, simplifica instalarea.

Profinet foloseste TCP/IP si standarde IT si
permite integrarea sistemelor in magistrala
de camp. Fiind echipata cu cea mai moderna
tehnologie gigabit, reteaua este pregatita
sa faca fata unor volume de date mai mari.

Switch-uri Xelity IP20 Unmanaged Gigabit
‘Camionul de date’

Switch-urile gigabit fara configurare de la
Murrelektronik indeplinesc rolul de distri-
buitori de date in retele si acoperd, siste-
matic, functionalitatile de bazd. Conecteazd
dispozitive intre ele intr-o retea si transmit
eficient date sub forma de pachet.

www.electronica-azi.ro u n m

Opereaza la viteze de transfer de ordinul
gigabitilor. Switch-urile gigabit neconfi-
gurabile Xelity sunt dezvoltate perfect
pentru utilizarea in panoul de comanda -
chiar si in spatii inguste.

Switch-urile subtiri sunt caracterizate de o
carcasa robusta din plastic si pot fi insta-
late cu usurinta folosind o sina DIN.

Xelity 10 TX IP67

Reteaua descentralizata simplificata
Cu ajutorul switch-ului Xelity 10 TX IP67 de
la Murrelektronik, se deschide calea pentru
gestionarea inteligentd, descentralizata a
datelor, de exemplu pentru lloT.

Cu ajutorul switch-ului configurabil IP67
Xelity 10 TX se pot realiza retele fiabile in
cele mai dificile conditii si in cele mai di-
verse scenarii de utilizare - inclusiv rate
rapide de flux de date de pana la 10x
gigabiti pe un switch.

Cel mai mare beneficiu este disponibilita-
tea a 10 porturi intr-o carcasa foarte mica,
insa foarte robusta, de metal, IP67.

Cu ajutorul comutatorului Xelity 10 TX se
maximizeaza largimea de bandd in conditii
vitrege de mediu si se asigura o comu-
nicatie fiabild a datelor, care poate avea loc
descentralizat si fara tablou electric.

Retelele industriale devin foarte disponibile
si pot fi puse rapid in functiune.

Cu ajutorul unui server web integrat se pot
realiza configuratii cuprinzatoare, de exem-
plu pentru diagnoza. Ratele mari ale fluxu-
lui de date scurteaza intervalul de tactare
al aplicatiilor.

Murrelektronik GmbH
Tel: +43 1 7064525-0
mail@murrelektronik.at
www.murrelektronik.ro

mhAm ELEKTRONIK

stay connected
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COMPONENTE PASIVE

Prezentare generala a componentelor
pasive de la Murata

Capacitoare, rezonatoare si alte componente de la producatorul japonez.

Murata este unul dintre cei mai impor-
tanti furnizori de componente electroni-
ce din lume. Portofoliul companieiinclude
componente de baza, cum ar fi termistori
sau capacitori MLCC, precum si circuite
de filtrare specializate si compacte.
Gasiti mai jos este o prezentare generala
a acestor produse.

Produsele din portofoliul companiei Murata
au intrat in catalogul TME relativ recent. Cu
toate acestea, au devenit instantaneu popu-
lare — in primul rand datorita marcii lor re-

Capacitoare MLCC
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cunoscute si calitatii ridicate, care este cel
mai important atu al lor. Oferta contine di-
verse componente pasive. Marea majori-
tate a acestor produse pot fi comandate
direct din depozitele noastre. Datorita
nivelului ridicat al stocurilor noastre, putem
garanta expedierea rapida, fara intarzieri.

Prezentare generala a capacitoarelor

Gama de capacitoare Murata cuprinde trei
grupuri principale de produse: componen-
te MLCC (SMD), componente ceramice
(THT) si componente hibride miniaturale.

Cea mai numeroasa dintre acestea este gama
de capacitoare tipice utilizate, in general,
pentru a crea dispozitive electronice
compacte.

Calitatile care disting produsele Murata de
cele ale concurentilor sunt, desigur, dura-
bilitatea si precizia prelucrarii. Deoarece
durata de viata a capacitoarelor determi-
na, adesea, functionarea fara defectiuni,
produsele marcii japoneze sunt cea mai
buna alegere pentru producatorii de elec-
tronice, care pun accentul pe calitatea si
fiabilitatea produselor lor.

Capacitoare ceramice
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Componentele de tip MLCC (Multilayer Ceramic Capacitor)
de la Murata sunt proiectate pentru o functionare la tensi-
unidela2,5Vla 3,15kV (in functie de model) si sunt carac-
terizate de o capacitate de la 0,1pF la 330pF. Seriile selectate
pot opera la temperaturi de pana la 150°C (inclusiv). Tot
aici mai trebuie mentionat ca producétorul ofera compo-
nente cu precizie ridicata (de exemplu £1%).

Capacitoarele hibride seria ECAS utilizeaza tehnologie
electrolitica cu polimeri, datoritd cdreia se caracterizeaza
prin impedanta scazuta si rezistenta serie echivalenta
(Low ESR), oferind capacitatea de a suprima curentii
mari de riplu. In pofida profilului foarte redus si a dimen-
siunilor mici, acestea pot opera la curenti de panala3,5 A.
Astfel de componente sunt excelente pe placile de baza
pentru procesoare de inalta performanta, surse de ali-
mentare, filtre de curent etc.

Al treilea grup important de produse este reprezentat de
capacitoarele ceramice seriile DE1 si DE2. Acestea sunt
elemente clasice pentru montare prin insertie, capabile
sa opereze la tensiuni de pana la 1kV si cu capacitati de
la 1pF la 47pF. Datoritd performantelor lor electrice bune,
sunt utilizate frecvent in multe dispozitive alimentate de
la retea, surse de alimentare, filtre si invertoare.

Bobine SMD

Bobinele sunt printre cele mai comune componente elec-
tronice inductive. Acestea sunt utilizate, in principal, pentru
filtrarea curentului si in circuitele de impulsuri. Sunt, de
fapt, bobine miniaturizate, care stocheaza energie sub
forma unui cdmp electromagnetic si, astfel, ofera recepto-
rului rezistenta la fluctuatiile de scurta durata ale sursei
de curent, cauzate de factori externi sau de functionarea
altor componente. Sunt, de asemenea, utilizate in driverele
de motor, unde imbunatatesc functionarea controlerului.

format care permite montareaSMT.

Datorita domeniului extins de aplicare (diversitate de pa-
rametri electrici, frecvente etc.), precum si a cerintelor de
dimensiuni variate, Murata produce bobine SMD in for-
mate de la 0603 la 6363 (conform scdrii metrice), caracte-
rizate prin inductanta de la 300pH la 22H.

Aceste componente sunt realizate in diferite tehnologii:
precum bobine de aer, bobine de sarma, bobine de ferita,
cu infasurari de film (peliculd). Modelele selectate sunt
realizate cu o toleranta de £1%.
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Ferite sau“margele”

Feritele, denumite uneori “margele’, sunt elemente inductive al
cdror scop este acela de a atenua interferentele pe liniile electrice.
Acestea pot fi gasite adesea pe cablurile interfetelor populare, cum
ar fi USB, care livreaza putere receptorului conectat. Aceste com-
ponente sunt, de asemenea, disponibile in format SMD, miniatu-
rale. Deoarece sunt selectate in functie de parametrii conexiuniiin
cauzd (cum ar fi frecventa liniilor de transmisie si interferentele
anticipate), feritele sunt fabricate in mai multe formate.

Ele sunt utilizate cel mai frecvent in combinatie cu un capacitor, cu
care formeaza un filtru. Un astfel de circuit este necesar mai ales
pentru dispozitivele complexe caracterizate de sensibilitate la
fluctuatiile de tensiune care apar in liniile de alimentare (senzori).
Murata livreaza ferite in formate SMD de la 0201 la 1806, caracteri-
zate prin impedante (pentru 100MHz) de la 0,03Q la 2700Q.

Termistoare de masurare

Termistoarele sunt componente care isi modifica rezistenta in
functie de temperatura. Deoarece aceastd relatie poate fi descrisa
Ccu precizie, se folosesc, printre altele, pentru masurarea parame-
trilor termici sau in sisteme al caror scop este de a porni ele-
mente de racire/incélzire in anumite conditii. Murata produce
termistoare in capsule de la 0204 la 2021, acestea apartinand com-
ponentelor de precizie (toleranta de pana la 0,5%).

Sunt elemente NTC, sau Negative Temperature Coefficient, cu un
coeficient de temperaturd negativ, a céror rezistenta scade odata
cu cresterea temperaturii. Datorita simplitatii si dimensiunilor
reduse, senzorii termici bazati pe termistoare pot fiimplementati
cu usurinta in dispozitive de consum si industriale - oferind
masuratori de o precizie relativ ridicata, realizate cu un circuit
de dimensiuni reduse la un cost minim de implementare.

Termistoarele NTC marca
Murata sunt livrate in
formatul de capsuld 0204.

Rezonatoare ceramice

In era electronicii digitale, microprocesoarele au inceput s& joace
un rol cheie in majoritatea regulatoarelor si controlerelor - indi-
ferent de domeniul in care functioneaza dispozitivul. Controlul
digitalizat este utilizat in echipamente de consum, medicale sau
industriale. Evident, unitatile digitale au nevoie de un semnal de
sincronizare stabil si robust pentru a functiona corect.

Rezonatoarele ceramice sunt adesea alese ca sursa. Prezintd nu-
meroase avantaje, oferind dimensiuni reduse si un coeficient
termic scazut in intervalul -20°C ... + 80°C.

Acesta din urma este de aproximativ 10~ la 1°Cin cazul produselor
Murata (seria CERALOCK?®). Producdtorul a pregdtit ambele com-
ponente pentru montare clasica prin insertie (THT) si SMT.
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Rezonatoarele din aceasta gama sunt utilizate pentru a genera
semnale de la 3,686 MHz la 48 MHz, ceea ce acopera nevoile celor
mai multe aplicatii tipice. De asemenea, componentele selectate
pot opera intr-un interval de temperatura de la 40°C la +125°C si
au o toleranta de chiar 0,07%.

Rezonator ceramic
seria CERALOCK®in
capsula THT.

Filtre SMD anti-interferenta

Produsele descrise mai sus au fost create, in principal, pentru
functionarea in sisteme de alimentare optimizate. Filtrele anti-
interferentd miniaturizate au o altd functie - asigura cea mai buna
calitate posibila a semnalului pe liniile de comunicatie, de exem-
plu, pentru transmiterea de date de mare viteza intre dispozitive
(conectare prin USB) sau in interiorul dispozitivelor, intre module
sau componente (control LCD, magistrale IS etc.).

Fabricate intr-un format compact de cip SMD, filtrele Murata au
fost proiectate pentru aplicatii universale - pot functiona atat in
interiorul dispozitivelor loT (Internet of Things), cat si in laptopuiri,
desktopuri sau perifericele acestora. Specificatiile componentelor
evidentiaza tensiunea de operare a acestora (de la 5V la 100VDC),
precum si frecventa de testare (de la 100kHz la 100MHz). Circuitele
sunt caracterizate de toleranta termica largd, precum si de rezistenta
lor la semnale care opereaza la curenti inalti (pana la 6A). Filtrele
permit, de asemenea, separarea circuitelor externe si interne,
actionand ca un transformator miniaturizat.

Filtru anti-interferentd
miniatural pentru
izolarea circuitelor.

Text elaborat de Transfer Multisort Elektronik Sp. z 0.0.

M|
E,

Electronic Componants

= Transfer Multisort Elektronik
www.tme.eu
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Supercapacitoarele folosesc doua meca-
nisme pentru a stoca energia electrica: (1)
capacitatea dublului strat si (2) pseudo-
capacitatea.

Capacitarea dublului strat este de origine
electrostaticd, in timp ce pseudocapacita-
tea este de origine electrochimicd, ceea ce
fnseamna ca supercapacitoarele combina
modul de functionare al capacitoarelor
normale cu cel al bateriilor obisnuite.
Capacitatile obtinute folosind tehnologia
actuald pot fi de pané la 12000 F.Tn compa-
ratie, auto-capacitatea intregii planete
Pamant este de aproximativ 710 pF, adica de
15 milioane de ori mai mica decat capacita-
tea unui supercapacitor de 10000 F.
Supercapacitoarele au timp de incdrcare si
descdrcare comparabil cu cel al capacitoa-
relor obisnuite. Este posibil sa se obtina
curenti de incdrcare si descarcare foarte
mari datorita rezistentei interne scazute.

www.electronica-azi.ro u n m

. proprietatile cap

upercapa
stoca foarte |
Zitiv. Superca
decat cele obi
Fle pot '

> si ¢ \

Bater cateva
ore pentru a ajunge la o stare de incércare
completa — un exemplu bun este o baterie
de telefon mobil, in timp ce supercapaci-
toarele pot fi aduse la aceeasi stare de
incdrcare in mai putin de doua minute.
Supercapacitoarele au o putere specifica de
5 pana la 10 ori mai mare decat cea a bate-
riilor. De exemplu, in timp ce bateriile Li-ion
au o putere specifica de 1 ... 3 kW/kg, pute-
rea specificd a unui supercapacitor tipic este
de aproximativ 10 kW/kg. Aceasta proprie-
tate este foarte importanta in aplicatiile care
necesita eliberarea rapidd a unor impulsuri
de curent din dispozitivul de stocare.
Supercapacitoarele sunt mai sigure decat
bateriile obisnuite atunci cand sunt supuse
unor tratamente necorespunzitoare. In timp
ce bateriile sunt cunoscute ca pot sa explo-
deze datorita supraincalzirii, atunci cand
sunt scurtcircuitate, supercapacitoarele

la electrica Ele combina
tlor intr-un singur dis-
acitate mult mai mare
de tensiune mai mici.
ectrica mult mai rapid
It mai multe cicluri de
teriile reincarcabile.

nu se incalzesc la fel de mult datoritd
rezistentei interne scazute. Scurtcircuitarea
unui supercapacitor complet incarcat va
provoca o eliberare rapida a energiei sto-
cate, care poate cauza arcuri electrice si
poate deteriora dispozitivul, dar spre deo-
sebire de baterii, cdldura generata nu este
o problema.

Pe scurt

Supercapacitoarele sunt dispozitive de sto-
care a energiei electrice care au avantaje si
dezavantaje in comparatie cu bateriile
obisnuite. lata cateva dintre ele:

AVANTAJE

« Supercapacitoarele au o putere specifica
mai mare decat bateriile, ceea ce inseamnd
ca se pot incdrca si se pot descarca mult
mai rapid, la curent foarte mare, fara a se
supraincalzi sau a se deteriora. >
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» Supercapacitoarele au o duratd de viata
mai lungd decat bateriile, deoarece nu
suferd degradarea chimicad sau mecanica
cauzata de ciclurile de incdrcare si descar-
care repetate.

» Supercapacitoarele sunt mai sigure decat
bateriile, deoarece nu contin substante
toxice sau inflamabile si nu prezinta riscul
de explozie sau incendiu in caz de scurtcir-
cuit sau supratensiune.

» Supercapacitoarele pot rezista la tempe-
raturi mai ridicate decat bateriile.

DEZAVANTAJE

» Supercapacitoarele au o densitate ener-
getica mai mica decat bateriile, ceea ce
fnseamna ca nu pot stoca la fel de multa
energie in acelasi volum sau greutate.

o Supercapacitoarele au o tensiune de
lucru mai mica decat bateriile, ceea ce
inseamna cd au nevoie de circuite supli-
mentare pentru a se adapta la tensiunea
necesara aplicatiilor.

» Supercapacitoarele au un cost mai mare
decat bateriile, deoarece necesita materia-
le si tehnologii mai avansate pentru fabri-
carea si integrarea lor.

» Supercapacitoarele au o auto-descarcare
mai mare decét bateriile, ceea ce inseamna
ca pierd o parte din energia stocata atunci
cand nu sunt folosite.

In ciuda dezavantajelor, supercapacitoa-
rele sunt o tehnologie promitatoare care
are potentialul de a revolutiona modul in
care stocam si folosim energia.

APLICATII

Supercapacitoarele sunt dispozitive de
stocare a energiei care pot stoca si elibera
o cantitate mare de energie intr-un timp
scurt. Sunt utilizate intr-o varietate de
aplicatii, inclusiv:

+ Autovehicule: Supercapacitoarele pot fi
utilizate pentru aimbunatati performantele
vehiculelor electrice si hibride. Pot fi folosite
pentru a stoca energia recuperata in timpul
franarii regenerative si pentru a furniza
o energie la pornire sau la o acceleratie
suplimentara.

- Sisteme de alimentare de rezerva: Su-
percapacitoarele pot fi utilizate pentru a
furniza alimentare de rezerva pentru siste-
mele electronice importante, cum ar fi
serverele si sistemele de comunicatii.

» Instrumente de putere: Supercapaci-
toarele pot fi utilizate pentru a furniza pu-
tere pentru uneltele electrice si alte dispo-
zitive care necesita o cantitate mare de
putere intr-un timp scurt (de exemplu, in
aplicatii medicale portabile).

- Dispozitive portabile: Supercapacitoarele
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pot fi utilizate pentru a alimenta dispozi-
tivele portabile, cum ar fi telefoanele mo-
bile, laptopurile si camerele digitale, cand
se activeaza brusc.

» Stocarea energiei: Supercapacitoarele
pot fi utilizate pentru a stoca energie pen-
tru aplicatii care cer varfuri de energie, la
cerere. De exemplu, pentru a stoca energia
solard sau eoliand ce poate fi utilizata
noaptea sau atunci cand nu exista lumina
de la soare sau vant.

Scheme de incarcare diferite

pentru supercapacitoare

1. Cea mai utilizata este incarcarea la curent
constant (CC) urmata de incarcarea la ten-
siune constanta (CV). In aceastd schemd,
supercapacitorul este initial incarcat cu un
curent constant pana cand tensiunea
atinge o anumita valoare. Dupa aceea, cu-
rentul este redus la o valoare constanta
pana cand tensiunea atinge tensiunea
maxima de incarcare a supercapacitorului.
2.0 alta schema de incarcare este incar-
carea la tensiune constantd, urmata de cu-
rent constant (CV/CC). In aceasta schem4,
supercapacitorul este initial incdrcat cu o
tensiune constanta pana cand curentul
scade la 0 anumitd valoare. Dupa aceea,
tensiunea este crescuta treptat pand cand
supercapacitorul este complet incércat.

Schema de incarcare optima pentru un su-
percapacitor depinde de o serie de factori,
cum ar fi capacitatea supercapacitorului,
tensiunea maxima de incarcare si curentul
de incarcare maxim. Este important sa se
utilizeze o schema de incdrcare care sa
previna supraincdrcarea sau supraincalzirea
supercapacitorului.

lata cateva sfaturi pentru incarcarea in sigu-
ranta a supercapacitoarelor:

o Utilizati o sursa de alimentare care este
compatibild cu tensiunea maxima de incar-
care a supercapacitorului.

« Utilizati o schema de incdrcare care este
proiectata special pentru supercapacitoare.
» Nu depasiti niciodata curentul de incar-
care maxim al supercapacitorului.

» Nu incarcati niciodata supercapacitorul
peste tensiunea maxima de incarcare.
 Supravegheati supercapacitorul in timpul
incarcarii pentru a preveni supraincélzirea.

Astfel, puteti incarca in siguranta super-
capacitoarele si le puteti prelungi durata
de viata.

LTC3110 de la Analog Devices este un regu-
lator bidirectional buck-boost DC/DC cu
incarcator de capacitor si echilibrator.

Tensiunea sa larga pentru capacitor/bate-
riedela 0,1V panala5,5Vsiintervalele de
tensiune de rezerva ale sistemului de la
1,8V pana la 5,25 Vil fac potrivit pentru o
mare varietate de aplicatii de rezerva folo-
sind supercapacitoare sau baterii. Un algo-
ritm proprietar de comutare cu zgomot
redus optimizeaza eficienta cu tensiunile
capacitorului/bateriei si tensiunea de
iesire a sistemului. LTC3110 poate trece in
mod autonom de la modul de incarcare la
modul de rezerva sau poate comuta mo-
durile pe baza unei comenzi externe.
Modul Burst® de functionare, selectabil
printr-un pin, reduce curentul de asteptare
siimbunatateste eficienta la sarcina usoara,
ceea ce, combinat cu un curent de oprire
de 1 A, face ca LTC3110 sa fie ideal pentru
aplicatiile de rezerva.

Caracteristicile suplimentare includ supra-
veghetoare de tensiune pentru controlul
directiei si sfarsitul incarcarii si un compa-
rator de uz general cu iesire cu colector
deschis pentru interfata cu un uC. LTC3110
este disponibil in capsule TSSOP 24, cu
profil redus, imbunatatite termic si QFN de
4mm X4 mm.

Exista o serie de locuri unde puteti gasi
scheme de incarcare. Unele dintre cele mai
populare locuri includ:

o Librariile de electronice. Carti si reviste
care se ocupd de electricitate si electronica
pot contine scheme de incarcare pentru o
varietate de dispozitive, inclusiv super-
capacitoare.

« Internetul. Exista site-uri web care ofera
scheme de incarcare.

» Forumuri online dedicate subiectului
electronicii. Aceste forumuri pot fi o sursa
excelentd de informatii despre scheme de
incarcare.

Cand cdutati o schema de incarcare, este
important sa luati in considerare urmatorii
factori:

» Tipul de supercapacitor: Exista tipuri
diferite de supercapacitoare, fiecare cu
propriile sale caracteristici unice. Este im-
portant sa alegeti o schema de incdrcare
care este compatibild cu tipul de super-
capacitor utilizat.

» Capacitatea supercapacitorului: Uni-
tatea de masura a supercapacitorului este
faradul (F). Cu cat capacitatea supercapa-
citorului este mai mare, cu atat mai multa
energie poate stoca. Este important sa
alegeti o schema de incdrcare care poate
furniza suficient curent pentru a incarca
supercapacitorul in timp util.

» Tensiunea maxima de incarcare a super-
capacitorului este masurata in volti (V).
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© Analog Devices

Incércator de supercapacitor — Analog Devices® LTC 3110
Incarcatorul de supercapacitor 2 A de la Analog Devices are functio-
nare bidirectionalad pentru incarcare rapida si backup de sistem.

Hialn R aHet

© EDN, Analog Devices

Circuitul integrat pentru controler de putere LTC3351 35-V hot-
swap de la Analog Devices incarca si monitorizeaza o stiva in serie
de unul pana la patru supercapacitoare. Utilizeaza MOSFET-uri cu
canal N pentru a oferi o cale de putere cu pierderi reduse de la
intrare la iesire, plus limitarea curentului pentru a reduce curentul
de pornire. Dispozitivul permite o alimentare fiabila, neintrerupta,
pe termen scurt, in cazul unei caderi de curent principal pentru
aplicatii precum unitatile SSD si DIMM-urile nevolatile.
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¥
' TDK TDK

©TDK

Este important sa nu depadsiti niciodata tensiunea maxima
de incarcare a supercapacitorului, deoarece acesta se poate
deteriora. >
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» Curentul de incarcare maxim: Curentul
de incarcare maxim al supercapacitorului
este masurat in amperi (A). Este important
sda nu depasiti niciodata curentul de
incarcare maxim al supercapacitorului,
deoarece se poate incalzi si poate reduce
durata de viata a acestuia. Daca nu sunteti
sigur de tipul de schema de incarcare de
care aveti nevoie, este intotdeauna mai
bine sa consultati un profesionist.

TDK

Caracteristicile de baza ale supercapaci-

toarelor dublu strat de la TDK (EDLC)

« Fiabile la multe cicluri de incarcare/
descarcare.

« Fara pericol de aprindere sau explozie.

Utilizari ale capacitoarelor electrice
dublu strat de la TDK (EDLC)

« Asistenta la baterie: asistenta instanta-
nee cu energie atunci cand se alimen-
teaza un motor electric, afisare cu LED-
uri, imprimante.

Un supercapacitor poate alimenta un card.
Cardurile bancare nu sunt alimentate per-
manent cu energie electrica. Ele folosesc
un cip RFID (Radio-Frequency Identification)
care este alimentat de semnalul radio emis
de terminalul de plata. Cand este plasat in
terminalul de platd, cipul RFID este alimen-
tat si emite un semnal care contine infor-
matii despre cardul bancar.

Aceste informatii sunt folosite pentru a
autoriza tranzactia, pentru a face plati fara
contact, convenabil si rapid.

Cardurile bancare cu cip RFID sunt mai sigu-
re decat cardurile bancare cu banda mag-
neticd, fiindca cipul RFID este mult mai greu
de clonat.

Pentru a alimenta un card cu un super-
capacitor, este necesara conectarea prin
intermediul unui circuit imprimat conectat
n interior la controlerul cardului.

Datorita densitatii sale de energie mai mari,
un supercapacitor poate alimenta un card
mai mult timp decat un capacitor conven-
tional. Deci, este o alegere buna pentru
aplicatii care necesitd o alimentare fiabila.

Cateva exemple de aplicatii in care un su-
percapacitor poate fi utilizat pentru a ali-
menta un card:

Carduri de securitate, Carduri de acces,
Carduri de credit si debit, Carduri de
memorie, Carduri SIM, Carduri RFID.

Supercapacitoarele sunt o tehnologie rela-
tiv noua, dar castiga rapid in aplicatii
datorita avantajelor lor fata de capacitoa-
rele conventionale si de baterii.
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__ baterie
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capacitor

energie la
sarcina

energie la
sarcina

baterie

Asistenta bateriei.
Pentru a uniformiza
energia livrata de
baterie, un super-
capacitor vine cu un
suport de energie.

©TDK
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+
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tensiune baterie

Asistenta bateriei.
Cand sarcina bate-

©TDK

tensiune riei are fluctuatii
D la sarcina mari, un super-
- capacitor da un
SC suport pentru a
™ stabiliza tensiunea.
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+D sarcina 5
+ defectare °
- baterie
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Putere de rezerva.
Cand bateria e
descdrcata sau
apare o intrerupere,
un supercapacitor
mentine alimentarea.
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Auto-capacitatea Pamantului este de apro-
ximativ 710 pF, presupunand ca dielectricul
spatiului liber este vidul. Capacitatea plane-
tei Marte este de 378 pF. La prima vedere,
este posibil sa nu fie clar de unde provin
aceste cifre sau cum o planeta poate avea
o capacitate. Si daca o planetd are o capa-

-> sarcina energiela
{1 sarcina

recoltare ‘

©TDK

energie

—» Este posibil ca Nicola Tesla sa fi fost primul
care a reflectat la aceste probleme.

e colare * depoziteaz? energie
: SC pentru a asigura o Capacitatea unei planete provine din
energie alimentare stabila ecuatia pentru capacitatea unei sfere. Ca-
a sarcinii. pacitatea C a unei sfere cu raza R este data
z t de C=4neR. Aici € este permitivitatea me-

diului dielectric. Avand in vedere ca majo-
ritatea capacitoarelor implica o diferenta
de potential intre doua pldci, s-ar putea sa
vd intrebati unde este cealalta placa atunci

B . cand vorbim despre o sfera.
-> sarcina energiela p
sarcina Raspunsul: Celalalt conductor este consi-

derat a fi la infinit. Deci permitivitatea din
ecuatie devine €0, permitivitatea spatiului
liber. (Probabil o estimare buna, deoarece
cea mai mare parte a zonei dintre pamant
t si_infinit este fintr-adevar ocupata de
spatiul liber.) Raza pamantului =6.378 km.

Stocarea energiei.

Stocarea energiei. citate, ar putea avea si o inductanta, si
Energia recoltata daca da, ar putea avea si o frecventd de
- o . de la soare sau vant ngzonantal? oAl N
Sa rC|na energie la este variabil3, dar aspunsul este DA, la aceste intrebari.

sarcina un supercapacitor

©TDK

dispozitiv
regenerativ

Capacitatea pamantului C=4mx8.854x1072

in3 : EMETEE AT X6.378x10% = 7.096x10 Farad, sau 710 uF.

—% sarcina ene':glve la tivd e variabila, dar Deoarece Marte are o raza de 3.400 kirln,

| ——— —{ 1 sarcina un supercapacitor capacitatea sa este mai mica. Putei folosi
dispozitiv 4 depoziteaza ener- ecuatia pentru capacitatea dintre doua
regenerativ SC gie pentru a asigura sfere si pU_tetl facg cateva presuptgnszpen-
| SC o alimentare stabil3 tru a veni cu estimarea capacitatii dintre

a sarcinii. Pamant si Luna ca fiind 159 pF.

incarcare t

« Asistenta la alimentare - nivelarea ten-
siunii in timpul sarcinilor mari in dome-
niul audio.

« Asistenta la baterie in timpul transmisiei
fara fir in contoare inteligente (de ap3,

Despre autor:
Dl. Constantin Savu — Director

general al firmei ECAS Electro

ECAS Electro (www.ecas.ro)
asigura aprovizionarea si servicii

gaz, caldura) alimentate cu baterie. _ este inginer electronist cu o pentru produsele TDK
. Asistgn’;? ?entru glimentare in t|rj1pul experients de peste 30 ani in
functionarii senzorilor de amprentd/car-  4omenjul componentelor electronice si al @TDK
durilor de autentificare a amprentei. selectdrii acestora pentru aplicatii in dome-
* Alimentare de rezervain timpul pierde-  pjija industrial si comercial. Detalii tehnice :
rii alimentarii unui dispozitiv SSD. Coordoneazi activitatea de productie in  Emil Floroiu | emil@floroiu.ro
Suport la schimbarea unei baterii in cadrul Felix Electronic Services. birou.vanzari@ecas.ro
dispozitive compacte.
« Stocarea micro-energiei generate din mediu
si furnizarea atunci cand este necesar « htps://wwwitestandmeasurementtips.com
pentru senzori fara baterie, folositi in loT o hitps://product.tdk.com/en/techlibrary/productoverview/slim-pouch-edlc.html
* Stocarea energiei regenerative cu o https://product.tdk.com/en/search/capacitor/edlc/edlc/infoZpart_no=EDL(351420-501-2F-50
fluctuatii mari si asistenta bateriei la o https://www.edn.com/supercap-charger-operates-bidirectionally
incarcare/descdrcare. o https://www.edn.com/backup-controller-protects-supercapacitors
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—diferitele tehnologii ale
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itate?

TEHNOLOGII DE SENZORI DE PROXIMITATE DISPONIBILE PE PIATA

Pe piata sunt disponibile multe tehnologii de senzori de proximitate, suficiente pentru a
crea un moment de blocaj atunci cand este timpul sa alegeti cea mai buna solutie pentru
voi. Acest articol va ofera, mai intai, o definitie larga a ceea ce este un senzor de proximitate,
apoi va prezinta diferitele tehnologii disponibile pe piata, iar, in final, va ofera sfaturi despre
cum sa alegeti intre ele, in functie de nevoile voastre.

Ce este un senzor de proximitate?

Un senzor de proximitate urmareste de-
tectarea unei pozitii, a unei prezente,
masurarea unui nivel sau a unei viteze,
precum si alte detectii similare, fara niciun
contact fizic cu tinta sa.

Un senzor de proximitate este un dispozi-
tiv proiectat pentru a detecta fara contact
fizic prezenta sau absenta unui obiect. Se
ofera, astfel, o solutie valoroasd inclusiv
atunci cand se lucreaza cu obiecte delicate
sau instabile. Senzorii de proximitate au
caracteristici si beneficii cheie, inclusiv de-
tectarea miscarii obiectelor metalice si
nemetalice, gama larga de temperatura de
operare (de la-50°C pana la +100°C), detec-
tarea miscarii de mare viteza fara contact,
capacitatea de utilizare in aplicatii cu ulei
sau apa si timpi de raspuns mai mici in
comparatie cu contactoarele.

Un exemplu, poate banal: va puteti urca fara
griji intr-un lift datorita senzorilor de proxi-
mitate. Senzorii vor detecta daca usile sunt
deschise sau inchise inainte de a permite
liftului sa se deplaseze, se vor asigura ca
nimeni nu va rdmane blocat intre usi cu riscul
de afiranit si vor permite liftului sa se opreas-
ca atunci cand a ajuns la punctul dorit.
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Care sunt tehnologiile de senzori de
proximitate disponibile pe piata?
Exista 5 tehnologii principale pe piata
atunci cand vorbim despre senzori de
proximitate:

1. Senzori inductivi

Vor detecta doar o tinta metalica (cel mai sim-
plu exemplu este un detector de metale!

Detectorul vostru de metale va face “bip”

atunci cand este aproape de o piesa meta-
lica.) Senzorii de proximitate inductivi gene-
reaza un camp electromagnetic printr-un
circuit oscilant. Orice obiect de metal feros,
inclusiv aluminiu, cupru, alama si fier, declan-
seaza o modificare a oscilatiei, indicand pre-
zenta acestuia.

Ce trebuie luat in considerare atunci cand
alegeti un senzor de proximitate inductiv?

Ca si in cazul tuturor tipurilor de senzori de
proximitate, multe variabile pot influenta
selectarea unui asemenea senzor. Alegerea
tipului potrivit este importanta, asa ca luati
in considerare acesti factori atunci cand
luati decizii pentru o anumita aplicatie: daca
senzorul este ecranat, partial ecranat sau
neecranat; evaluare clasa de protectie IP;

frecventa de comutatie; tip iesire (NPN sau
PNP); timp de raspuns, tipul de instalare
(incastrat sau neincastrat); tipul de tinta
(adica ceea ce sesizeaza); raza de detectie;
tipul corpului.

Senzor de proximitate inductiv RS PRO,
M12x 1, detectie 4 mm, iesire NPN/PNP
Noua generatie — seria 23772xx — este o
familie completd de senzori inductivi de
nalta performantd pentru detectarea fara
contact si fara uzura a obiectelor metalice

/2023
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ALEGE RS PRO!

in aplicatii de automatizare industriald, cum ar fi am-

balaje, manipularea materialelor si masini-unelte. i .
Electronica avansatd este protejatd intr-o carcasa Pentru oferta variata de peste 65.000 de produse.

robusta din alama placata cu nichel. Este disponibil Electroice, Automatizare si Control, Electrice, Testare si
in trei diametre: M12, M18 si M30 cu 0 gama extinsd Masurare, Scule si Depozitare, Mecanice si Consumabile,
a distantei de detectare intre 4 si 22 mm. Sigu ranta.

Comunicatia I0-Link deschide multe posibilitati, cum .
ar fi configurarea usoara a dispozitivelor si setarea
avansata a parametrilor.

Caracteristici tehnice (selectiv)

Tip corp / tip montare butoias
Dimensiune filet M12x1

Raza de detectie 4mm

Protocol de comunicatie 10 Link

Material carcasd Alama nichelata
Tehnologie senzor Inductiv

Tip iesire NPN/PNP

2.Senzori capacitivi

Vor reactiona datorita unui camp electric (ecranul tele-
fonului vostru inteligent este echipat cu senzori capa-
citivi pentru a detecta pozitia degetului si unde faceti
clic.) Senzorii capacitivi pot detecta diverse forme si
materiale, chiar si prin pereti nemetalici. Acestia sunt
potriviti pentru utilizarea cu materiale neferoase si isi
gasesc aplicatii in sarcini de lucru potrivite, cum ar fi
detectarea si monitorizarea nivelului.

Ce trebuie luat in considerare atunci cand alegeti un
senzor de proximitate capacitiv?

Ar trebui sa tineti cont de cativa factori cheie atunci
cand alegeti un senzor de proximitate capacitiv. Este
important sa selectati cel mai bun produs pentru
cerintele aplicatiei voastre, asa ca este esentiala asigu-
rarea celei mai bune potriviri. Factorii si caracteristicile
care trebuie luate in considerare includ: tipul corpului
(cilindru sau bloc); tip iesire (NPN sau PNP); functie de
iesire (NO sau NC); raza de detectie; tipul de tinta (adica
ceea ce sesizeazd); evaluarea clasei de protectie IP;
tipul de instalare (incastrat sau neincastrat); daca este
ecranat, partial ecranat sau neecranat; timp de
raspuns; aplicatii posibile.

Senzori de proximitate capacitivi BALLUFF,
M18x 1, detectie 20 mm, iesire PNP, 10 — 30 Vdc, IP68

ICM A1

-0
w
o 192-0669 BALLUFF

Cod de producator
BESO5EY

Caracteristici tehnice (selectiv)

Tip corp / tip montare cilindru
Dimensiune filet M18x1
Raza de detectie 20 mm
Protocol de comunicatie 10 Link
Material carcasd Alama
Tehnologie senzor Capacitiv
Tip iesire PNP
Clasa protectie P68
Frecventd de comutatie 400 Hz
Curent de comutatie 200 mA
Tensiune de alimentare 10-30Vdc DISTRIBUITOR AUTORIZAT

Domeniul temperaturii de operare -25°C... +70°C >

COMPEC

AUROCON COMPEC SRL
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SENZORI DE PROXIMITATE

>

Tineti cont de urmatorii factori atunci cand
luati o decizie: tip de iesire de comutatie
(PNP sau NPN); traductor sau frecventa
ultrasonicd; evaluare clasa de protectie IP;
dacad este ecranat, partial ecranat sau nee-
cranat; aplicatia vizata; tipul corpului; raza
de detectie; tipul tintd (adica ceea ce sesi-

3.Senzori cu infrarosu

Constau din senzori cu infrarosu pasivi (PIR) si senzori cu infrarosu activi. Senzorii PIR
utilizeaza senzori piroelectrici in infrarosu intr-o lentila magnetica, care detecteaza
modificdrile semnalului dintre ei.

Senzorii IR activi folosesc un LED IR care emite un fascicul infrarosu catre un receptor
infrarosu, detectand obstacolele care blocheaza radiatia IR.

1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
i
1
Senzori fotoelectric RS PRO cu suprimarea &  zeazd); tipul de instalare (incastrat sau
fondului, razi de detectie 200 mm, I0-LINK - | neincastrat); timp de raspuns.
f i !
o 4o e . . "- 1
aracterstICI iehinice (seletlv) e i Senzor de proximitate ultrasonic
Tip detectie Suprimare fond i Murata, detectie de la 0 la 300 mm, 20V
Tip senzor Bloc . S . .
Tip iesire NPN/PNP et Jll Caracteristici tehnice (selectiv)
Protocol de comunicatie 10 Link -0 W i Tip corp/tip montare  cilindru
Razd de detectie 200 mm g &9 i Tehnologie senzoriald  ultrasonic
Conexiune electrica Cablu 2m £l ' " M237-7276 | Tipterminal PCB
Sursd de lumind Infrarosu i : ; i Lungime 71 mm
Material carcasa ABS RS PRO i Razd de detectie 0...300mm
i Domeniul temperaturii  -40°C... +85°C
-------------------------------------------------------------------- < de operare
4.Senzori cu ultrasunete fireflectate sau absorbite de obiectele din ~ Tensiune de alimentare 20V

Functioneazi pe baza unei unde sonore.  fazalordeactiune. Acesti senzori sunt ide-
Dupé emisia acesteia, se monitorizeazain-  all pentru masuratori de mare viteza sipe 2370799
toarcerea ei ca urmare a intalnirii unuiob- ~ distante lungi, cum ar fi viteza vantului,
stacol tinta (cel mai simplu exemplu ar fi nivelul fluidului si viteza prin aer sau apa.  Murata

masina voastra care parcheaza singura: ) i ) .
senzorii cu ultrasunete vor verifica pozitia Ce trebuie luat in considerare atunci cdnd ale-

fata de alte masini sau obstacole, pentrua ~ geffun senzor de proximitate cu ultrasunete?
evita orice coliziune.) Deoarece exista atat de multe si variate

subtipuri disponibile, alegerea senzorului
Senzorii cu ultrasunete emit si primesc  cu ultrasunete potrivit cerintelor voastre
unde sonore de inaltd frecventa care pot  este esentiala.

TYPE OF ARBORELE DECIZIONAL
DETECTION
N/ .
)

MATERIAL | |
DETECTED Metal parts Non-Met

— |
)

OPERATING : I |

High range Low range Hiah
DISTANCE (several meters) (a few dozen mm) i range

P f | Littl N Presence of
SURROUN- resglpce o Clean area itt e'lspalce 0 space coen
DINGS soiling available constraints g

1
—
. - Optical
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5.Senzori magnetici

Vor reactiona la un cdmp magnetic (pen-
tru a face referire la exemplul din introdu-
cere, un senzor magnetic se va asigura ca
usile liftului sunt inchise inainte de a se de-
plasa: pozitia usilor va fi detectata de un
magnet care creeazd un camp magnetic,
permitand apoi senzorului sa detecteze
pozitia usilor).

Senzorii magnetici de proximitate masoara
prezenta sau absenta unui obiect folosind
un camp magnetic extern. Comutatorul
reed al senzorului este actionat de un mag-
net, activand senzorul atunci cand comu-
tatorul reed este pornit.

Ce trebuie luat in considerare atunci cand
alegeti un senzor de proximitate magnetic?
Pentru ca un senzor de proximitate mag-
netic sa functioneze optim, trebuie utilizat
produsul cel mai potrivit pentru aplicatie.

Acesti factori ar trebui sa va ajute sa
alegeti cel mai bun senzor de proximitate
magnetic pentru cerintele voastre: tipul
corpului; raza de detectie; tipul tinta (adica
ceea ce sesizeazd); alinierea magnetica;
sensibilitate magnetica; evaluare clasa de
protectie IP; tip iesire de comutatie;
frecventa de comutatie.

Presence and position

Detection

LABORATOR |

Senzor de proximitate magnetic
dreptunghiular Celduc, NO, 48V, 1A, IP67

Tehnolo

307-6218 Celduc  PAAT11202

Caracteristici tehnice (selectiv)

Configuratie stare NO

normala

Forma paralelipipedicd
Curent maxim 1A

Tensiune dc maximadc 100V

Tensiune maximd ac 48V

Rezistentd de contact <100 mQ
Dimensiuni (mm) 23x14%x6
Frecventd de comutatie ~ 300Hz
Domeniul temperaturii ~ -40°C ... +100°C
de operare

ii de senzori de proximitate

Cum sa alegeti intre aceste tehnologii?
lata cateva intrebadri simple care va vor
ajuta la selectarea celei mai potrivite
tehnologii pentru proiectul vostru:

o Ceeste de detectat? O pozitie, un nivel,
0 prezenta sau o viteza?

« Care va fi distanta dintre tinta si
senzorul de proximitate?

« Care vor fi conditiile de operare ale
senzorului? (praf, vibratii, umiditate, ...)

« Ce material va fi aproape de senzor?
(material feros, plastic, aluminiu, ...)

« Ce necesitati aveti din punct de vedere
al mdrimilor electrice?

(tip sarcing, tensiune, contact, ...)

« Ce necesitati aveti in ceea ce priveste
design-ul aplicatiei? (corp cilindric,
paralelipipedic, montare pe PCB,
montare cu filet, ...)

Acest ghid si-a propus sa evidentieze diferi-
te aspecte cheie ale senzorilor de proximi-
tate, inclusiv felul in care sa alegeti unul in
functie de nevoile voastre specifice de utili-
zare. Pentru mai multe informatii va invitdm
sa accesati https://ro.rsdelivers.com

= Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec
WWW.COMPEC.ro

COMPEC

{UROCON COMPEC SRI

Magnetic

Capacitive
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Optical
(direct)

Optical
(direct)

al parts Colored landmark, Transparent
I contrasts materials
. I
| I |
e Low range High range Low range
l |
—_— | 1 I |
Clean area Presence of Clean area Presenceof  Clean area
I
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Leuze

Senzori cu un raport pret/calitate convigator pentru
linii conveioare si industria de impachetare

Controlul prezentei in intralogistica si procesele 1
L de impachetare cu noua serie 5B de la Leuze

Cand avem de-a face cu controlul automat al prezentei
n intralogistica si procesele de impachetare, sarcina unui
sistem de senzori este de a detecta precis diverse obiecte.
Operarea senzorului, inclusiv montajul acestuia, alinierea
si ajustarile necesare, trebuie sa fie rapide si simple, in
special daca trebuie montat un numar mare de senzori.
De aceea, standardizarea si adaptarea senzorului in
aplicatiile utilizatorilor sunt extrem de importante pentru
realizarea unui sistem eficient.

Leuze arealizat o generatie de senzori optimizata pentru
aceste cerinte.

Noua serie 5B Leuze. Foarte economica. Usor de integrat.

Avantajele utilizatorului
s Carcasa: Noud, compacta (dimensiuniW x H x L:

11 mm X 32.4 mm X 20 mm) — compatibila la inlocuirea
seriilor anterioare — ideala pentru spatii inguste.
Certificata IP 67 si ECOLAB

= Montaj: Rapid si usor, prin insertii metalice filetate M3
m Punere in functiune: Indicator LED vizibil 360° pentru
indicarea starii senzorului. Aliniere rapida datorita

[uminii emise, vizibila siomogena

m Operare: Aliniere si ajustare usoara utilizand
un potentiometru integrat
m Detectie precisa a obiectelor depolarizante:

Performanta optimizata pentru detectia obiectelor

reflexive, lucioase si infoliate

m Conexiune electrica: Adaptare la cerintele clientului
datorita diverselor posibilitati de conectare (exemplu,
cablu, conector M8, conector + cably, ...)

= Frecventa de comutare: imbunitatita pentru senzorii
in configuratie emitator — receptor, de pana la 900 Hz,
pentru a asigura performante ridicate si rezerva de
functionare suficienta
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Principii de operare disponibile

Senzor optic Senzor optic
retro-reflexiv  emitator — receptor

<

[$—

Senzor optic
difuz

Caracteristici

Montaj economic

Pentru un numar mare de senzori montati pe conve-
ioare, cel mai important aspect din punct de vedere eco-
nomic il reprezinta timpul de montaj, punerea in
functiune si costul redus de montaj.

Montajul si prinderea simpla prin cele doua orificii meta-
lice filetate M3 ajuta la o punere in functiune rapida de
catre utilizator.

Carcasa miniaturala faciliteaza, de asemenea, montajul
in spatii inguste.

ElectronicaeAzinr. 7(277)/2023



Leuze

In functie de preferintele utilizatorului sau cerintele
aplicatiei, se pot alege diferite tipuri de conexiuni electrice,
de exemplu, conector M8, cablu turnat sau cablu turnat
scurt + conector.

Punere in functiune si aliniere rapida

Indicatorul LED 360° asigura o instalare usoara si o vizibili-
tate clara asupra starii senzorului. Prin simplitatea punerii
in functiune se castiga timp si, prin urmare, costurile finale
scad. Noua serie 5B dispune si de senzori cu reglaj prin
potentiometru integrat, pentru ajustarea find a detectiei.

Asadar, senzorul poate fi adaptat simplu la conditii noi de
detectie in aplicatie. in plus, comutarea lumina/intuneric
a iesirii de comutare poate fi realizata usor, prin conexi-
unea electrica.

Detectie fiabila chiar si pentru obiecte depolarizante

—

o
3

In sistemele cu conveioare sau de depozitare, se intampla
frecvent ca paletii, cutiile sau alte recipiente sa fie invelite
in folie, ceea ce reprezinta o provocare pentru sistemele
cu senzori optici. Cu noua serie 5B, Leuze oferd si modele
de senzori optimizate pentru aceste tipuri de aplicatii.

Acesti senzori garanteaza o detectie sigura chiar si pentru
obiecte lucioase sau infoliate.

www.electronica-azi.ro u “ m

Exemple de aplicatii
Controlul prezentei in intralogistica utilizand senzori
retro-reflexivi

—

Cerinta: intr-un centru de intralogistica, diferite recipiente
si cutii sunt transportate apropiat pe un conveior cu role.
Mai mult, unele cutii sunt infoliate. Toate obiectele trebuie
detectate precis. Punerea in functiune a senzorilor trebuie
sa fie simpla si rapida, la fel alinierea si ajustarea acestora.
Lumina senzorului optic trebuie sa fie vizibila.

Solutie: Prin constructia compacta, senzorii seriei 5B de la
Leuze pot fi montati pe conveioare aflate in proximitate.
Senzorii se monteaza usor si sigur prin orificiile metalice
M3. Alinierea este rapida si simpla datorita luminii vizibile
si omogene emise de cdtre senzor pe reflector, iar starea
senzorului se poate vedea din orice unghi prin indicatorul
LED. Ajustarea senzorului se face prin potentiometru, iar
optimizarea senzorului pentru obiecte lucioase si infoliate
garanteaza o detectie precisa a acestora.

Controlul prezentei in sisteme de impachetare folo-
sind senzori optici emitator - receptor

_— -

zeazd impachetarea chipsurilor. Pachetele sunt transmise
pe un conveior unde acestea trebuie sa fie detectate precis.
Lumina senzorului trebuie sa fie vizibild. Starea senzorului
trebuie, de asemenea, sa fie vizibila de la o distanta de 2 m.
Solutie: Noul senzor din seria 5B poate fi, de asemenea,
montat orizontal pe conveior, lumina acestuia fiind in
continuare vizibila. Datorita indicatorului LED 360°, starea
senzorului ramane vizibila chiar si de la distanta. Avanta-
jul utilizarii senzorilor emitator — receptor il reprezinta
rezerva mare de functionare. Aceasta asigurd detectie
stabila in medii cu impuritati si risc redus pentru oprirea
liniei. Mai mult, seria 5B are o frecventa de comutare
optimizata de 900 Hz. www.oboyle.ro
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Leuze

Leuze MSI 400 - Constructie compacta si usor de programat

Noua generatie de module de siguranta MSI 400 ofera o solutie eficientd pentru aplicatii versatile in constructia
de masini si sisteme. Chiar si modulul de baza ofera 24 1/0, functionalitate Ethernet gateway, precum si functii bloc
speciale pentru diverse aplicatii. Toate PLC-urile de siguranta MSI 400 dispun de flexibilitate in aplicatii si licenta
gratuitd pentru software-ul de configurare MSl.designer.

Impreuna cu senzorii de sigurantd Leuze electronic, se pot crea aplicatii complete de siguranta care acopera
necesitatile pentru orice tip de utilaje.

Monitorizare sigura pentru aplicatii mobile si statice

Cu modulele de siguranta MSI 400, intrdrile care monitorizeaza functiile de siguranta conform EN 61800-5-2 sunt
deja integrate in modulul de baza. Unitatea de control proceseaza semnalul de la senzori cu o frecventa de pana la
70 kHz si il converteste in informatie de viteza, unghi, pozitie si directie. Acestea sunt monitorizate ca limite necesare
pentru operare in siguranta:

SDI - Safe Direction
SSM - Safe Speed Monitor
Safe standstill monitoring

SSR - Safe Speed Range
SLS - Safe Limited Speed
SLP - Safe Limited Position

Monitorizarea miscarii in siguranta a vehiculelor Monitorizarea miscarii in siguranta pe masini

- Monitorizarea vitezelor de rulare in conformitate cu
specificatiile limitd ale aplicatiei

— Monitorizarea stationarii in zonele de transfer

- Modificarea campurilor de siguranta a scannerelor
laser pentru adaptarea acestora la diverse situatii pe
traseu

60

— Monitorizarea unei viteze reduse in timpul instalarii
sau mentenantei

— Monitorizarea unui domeniu definit de viteze conform
limitarilor impuse de proces

- Detectia sigurantei opririi utilajului, de exemplu pentru
schimbarea unei unelte de lucru
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Programare usoara si eficienta
MSI.designer este software-ul pentru parametrizarea MSI 400, cu
o interfata intuitiva si usor de utilizat, prin scheme bloc.

Atingerea rapidd a obiectivelor: configurare simpld, simulare
integrata si functie de raport profesional.

www.oboyle.ro

Sensor Let's moke sensors more inchnckod

Instruments

Detectia muchiilor transparente

Senzorii conventionali de obicei isi ating limitele atunci  dar receptorul pozitio-
cand este cazul sa detecteze sau sa numere stive de nat pe aceeasi parte
obiecte transparente, asa cum sunt, de exemplu, paharele  cu emitatorul o detec-
din plastic transparent. teaza si datorita supra-
fetei reflectorizante a obiectului, acesta primeste mai
multa lumina laser. Chiar daca obiectele sunt transparente,
curbura muchiilor realizeaza o deviere a luminii pe detec-
torul din partea opusa emitatorului, iar muchiile pot fi de-
tectate cu precizie. Datoritd frecventei mari de scanare de
100 kHz, senzorul poate fi utilizat pentru detectie si numa-
rare eficienta, chiar si in aplicatii foarte rapide. Software-ul
de parametrizare RED-Scope Windows® permite configu-
rarea optima pentru fiecare produs, deoarece interfata
Windows® permite afisarea semnalelor si iesirilor digitale
in timp real. Cand configurarea este finalizata, parametri
sunt salvati in memoria EEPROM a controllerului senzorului
sau intr-un fisier pe PC sau PLC. Sunt disponibile interfete
de conectare pentru Profinet, EtherCAT, EthernetIP si Power
Link pentru conectarea la un PLC. www.oboyle.ro

Instruments

In procesele de impachetare este foarte importanta am-
balarea numarului exact de obiecte intr-un pachet. Aseme-
nea probleme pot fi rezolvate acum cu senzorii de muchie ~ ===~

din seria RED (un RED-110-L a fost folosit pentru aceasta s [
aplicatie). Senzorii de detectie muchie din seria RED folo- = J
sesc doi receptori optici integrati intr-o singura carcasa,
care sub unghiuri diferite detecteaza unda laser care cade
pe obiect din emitatorul senzorului. Din unghiul recepto-
rului pozitionat in partea opusa fatd de emitator, undalaser -« —=—
nu este obsevata deoarece se afld in spatele unei muchii,
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CONTRINEX)

Senzori inductivi cu invelis ceramic rezistent la sudura

Seria senzorilor inductivi imuni la sudura, include acum si senzori cu invelis ceramic. Pe langa rezistenta la
socurile mecanice si imunitatea la campul electromagnetic al echipamentelor de sudura, noii senzori sunt
caracterizati si de o carcasa robusta, cu un invelis rezistent la sudura. Acest invelis mareste durata de viata
a senzorilor, faciliteaza curatarea acestora si reduce timpii de oprire ai utilajului.

Senzorii inductivi imuni la sudura Contrinex, cu invelis ACTIVSTONE™, ofera cel mai inalt nivel de rezistenta in
aplicatiile de sudura. Un material ceramic de calitate superioara formeaza un strat durabil, fard aderenta pe toate
partile senzorului, inclusiv pe piulitele de fixare. Materialul a fost creat special pentru a fi robust, rezistent la socuri,
fisuri, suprafete abrazive. Prin prevenirea acumularii materialului de sudura pe carcasa senzorului, acesta poate fi
indepartat mult mai usor si se reduc costurile de mentenanta. invelisul ceramic garanteaza o protectie de lunga
durata a senzorului, in aplicatii MIG si MAG.

Senzorii inductivi utilizati in aplicatii de sudura necesita protectie si fatd de campurile electromagnetice ale utilajelor,
deoarece acestea pot genera comutari false ale senzorului. Senzorii imuni la sudura din gamele Full Inox si Classics
utilizeaza tehnologie speciala pentru suprimarea interferentelor. Acestia ofera o detectie optima in combinatie cu
imunitatea la interferentele electromagnetice, in special pentru campurile de frecventd medie (curent panad la 15
kA). Sunt ideali pentru utilizarea in celule automate de sudura in industria auto si aplicatii de sudura similare.

Senzorii din familia Full Inox sunt recomandati pentru fiabilitatea lor in cele mai solicitante aplicatii de sudura. O
carcasa inchisa, monobloc, din otel inox V2A/AISI 303 garanteaza o rezistentd chimica si mecanica excelente la
socuri, vibratii si suprafete abrazive. in cazul impactului, tehnologia Condet® asigura o comutare precisa, chiar daca
se produc daune la elementul din ferita. Mai mult, senzorii sunt imuni la materia de sudura, praf metalic sau aschii
metalice si ofera distante mari de operare cu factor 1 pentru otel si aluminiu.

Senzorii inveliti cu ACTIVSTONE™ sunt disponibili in diametre de la M8 la M30, cu elemente de fixare din acelasi
material.

Tel.: 0256-201346

0 O'BOYI.E E-mail: office@oboyle.ro
e
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62 ElectronicaeAzinr. 7(277)/2023


https://www.oboyle.ro/

SCO’Boyle SRL

P-ta Stefan Furtuna Nr. 5 Ap. 9/1
300199 Timisoara, ROMANIA

Phone +40 256-201346

E-mail office@oboyle.ro

Leuze conmriex)

ASM

perfect in sensors.

a-S-e-n-t-i-c-s

vision technology

_AUTOMATIZAR]L

Leuze

= Senzori optici

= Senzori inductivi

» Senzori capacitivi

= Senzori logistica

*Siguranta la locul
de munca

Contrinex

= Senzori optici

= Senzori inductivi

= Senzori capacitivi

» Senzori ultrasonici

= Cortine de siguranta

Kobold

« Debitmetre

= Monitoare si
comutatoare debit

* Indicatoare si
comutatoare de nivel

Sensor
Instruments

= Senzori de culoare
« Senzori True Color
= Spectrometre

= Senzori de luciu

ASM

» Senzori de deplasare
liniara

= Senzori unghiulari

Inxpect

= Sistem de siguranta

volumetric cu tehnologie
radar

Beta Sensorik

= Senzori pentru cilindri

*Senzori magnetici

«Sisteme de transmitere
a energiei si semnalului
fara contact

» Senzori miniaturali

= Senzori vibratie

Posital
=Encodere incrementale
si absolute
=Senzori pozitie si
deplasare
= Senzori de inclinatie

Asentics

= Sisteme Vision

Fujifilm

«Folie masura presiune
PRESCALE

»Folie temperatura
THERMOSCALE

»Folie ultraviolete
UVSCALE

«Folie anti-falisificare
FORGE GUARD

Prignitz
=Senzori presiune
= Senzori temperatura

Red Magnetics
=Electromagneti

- cu retinere

- de impingere

- de retragere
=Bobine

O'BOYLE

@ ’
electronics & automation

Sewsor* it inke sy

POSITAL

Instruments

RED

Selec

“Numaratoare

= Automate programabile

«Controlere temperatura

=Relee de protectie

» Indicatoare de proces si
controlere

= Aparate de panou
multifunctionale

Accesorii
»Coloane de semnalizare
»Blocuri de distributie
#Surse in comutatie
= Mecanisme de blocare
= Limitatoare de cursa
= Conectica
= Sisteme de aliniere cu
laser

. ELECTRONICE
Myrra

wTransformatoare
electronice

Hahn

»Transformatoare PCB
=Inductante

=Bobine
=Convertoare Flyback

MAGNETICS

FRABA

© FusiFIlM [IDTERY m HAHN G PRIGNITZ

betallim

MIKROSYSTEMTECHNIK

£+ INXPECT

(VL (1

= Kituri electronice

= Statii de lipire

= Surse de laborator

= Aparate de spalare
cu ultrasunete

= Unelte de atelier

Aparate de
masura

= Multimetre

= Clamp-metre
= Osciloscoape
= Testere de izolatie
= Termometre cu IR
= Luxmetre

= Tahometre

= Sublere

= Micrometre
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POSITAL

FRABA

TILTIX inclinometre cu compensarea acceleratiei si interfata Modbus RTU

Monitorizare robusta si economica a inclinarii

Inclinometrele POSITAL TILTIX sunt disponibile acum cu interfata de comunicare Modbus RTU. Protocoalele Modbus
RTU sunt gratuite si disponibile pentru cei care doresc sa foloseasca aceasta interfatd, reprezentand un suport simplu,
robust si eficient pentru achizitia datelor si construirea sistemelor de control in jurul PLC-urilor standard. Interfetele
Modbus RTU pot fi interconectate prin RS-485 si se pot utiliza pana la 32 dispozitive pe o magistrala de date.

Control inclinare o axa 360° sau doua axe +80°
Compansarea acceleratiilor externe

Disponibile cu CANopen sau SAE J1939

Masurare precisa in timpul miscarilor rapide

lesire optionald pentru acceleratie si turatie

Grad de protectie pana la IP69K

Constructie compacta si robusta cu cuplaj T integrat
Domenii de temperatura de la -40 la +85°C
Imunitate la soc, panala 100 g

Carcasa robusta din aluminiu si fibra ranforsata
Rezolutia masuratorii programabild, setare punct zero si directie deplasare prin API.

Industrii

Inclinometrele TILTIX cu interfatda Modbus RTU sunt ideale pentru utilizarea in aplicatii pentru sistemele de captare
a energiei solare unde este necesara monitorizarea orientarii pentru panourile de colectare si reflexie. De asemenea,
pot fi folosite in utilaje pentru productia textilelor, productia hartiei si in multe alte aplicatii unde este necesara o

pozitionare eficienta si economica.
www.oboyle.ro
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ﬂb FELIX ELECTRONIC SERVICES

Servicii complete de fabricare si asamblare a produselor electronice

FELIX-EMS.RO

Asamblarea componentelor THT
Lipirea componentelor cu terminale prin
gauri se face manual sau in val, in functie
de cerintele tehnice pentru temperatura
la lipire a componentelor electronice.

Asamblare de componente SMD
Plantarea componentelor SMD este realizata
de magini SIEMENS SIPLACE. Cu inalta
{Jrecizie si vitezd, masinile pot planta pana

a 50.000 de componente pe ora.

Componente si dimensiuni
Componente “cip” pana la dimensiunea
minima 0201. Circuite integrate cu pas fin \
(minimum 0,25 mm) avand capsule Ve
variate: SO, SSOP, QFP, QFN, BGA etc. \\:

Servicii

» Plantare SMD (Dispozitive montate pe suprafata) -
« Plantare THT (Dispozitive cu terminale introduse prin gauri) . P
« Cablare (Taiere, stripare, sertizare si conectoare cu fire)

» Asamblare mecanica de componente si produs finit

« Lacuire de protectie PCBA

« Programare microcontrolere

« AQI (Inspectie vizuald automatizata)

+»Testare functionala

« CNC (Gaurire, taiere si gravare in materiale plastice)

« 3D Printing (Realizare carcase din plastic, personalizate)

« Ambalare pentru protectie si transport

« Produse tip prototip

- Materiale si servicii furnizate de partenerii nostri (Componente, Etichete, Folil inscriptionate, PCB)

Lacuire

Protejeaza placa PCBA (modulul final) la
factorii de mediu daunatori (electrostatic,
umezeala, agenti chimici corozivi).

Verificare si Testare

Masina AOI (Automated Optical
Inspection) poate identifica cu acuratete
componentele lipsa, plantate gresit sau
defectele de lipire. Testarea functionala se
face cu standurile proprii sau standuri
specifice asigurate de citre client.

Asamblare mecanica si Ambalare
Asamblarea mecanica a unor componente
(conectoare, butoane, radiatoare, display-
uri, antene) si a produselor finite,
Ambalare pentru protectie si transport.

Clienti: ASiretta Homplex ¥ Honeywell [} (olMesd CHESS SOPTRONIC
Partener: ECAS ELECTRO/ ECAS.RO Contact: Adresa:
Standarde de calitate: ISO 9001 Telefon: +40 212046127 Bd. Prof. D. Pompeiu nr. 8
1SO 14001 Email: office@felix-ems.ro Sector 2, Bucuresti, Romania,

1SO 45001 Website: felix-ems.ro Cod Postal 020337


https://www.felix-ems.ro

=LTHD

Siguranta si conformitate

Premier Distributor

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Semne de siguranta la locul de munci Marcarea fevilor Etichetare pentru logisticd Marcarea tonelor Semne vituale pentru securitatea mundi Sorbenti industriali

Blocare/marcare

Blocare pentru riscuri electrice Blocare pentru riscuri mecanice Lacite (standard 5i personalizate)

Pentru mai muite detalil contactatl LTHD, Premies Distributor Brady sau visitatl pagina noastrd de Internet: Nitps S smartid tha comi oo homl

Premier Distributor

Marcarea cablurilor/ Identificarea produselor/ Imprimante

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

IMPRIMANTE DO-IT-YOURSELF PENTRU
SECURITATEA MUNCII & s

Bradyjet |5000

- . L i 1 b o i
Efectuare semn DIY Maracare tevi DIY Controlul inventarubui Instructiuni utilaj Marcarea onelor Identificare in zona de depori

IMPRIMANTE PENTRU MARCAREA CABLURILOR
$I TIPARIREA SEMNELOR DE SIGURANTA

Controbul virual al productiei

IMPRIMANTE PORTABILE IMPRIMANTE DE BISOU.

@o..ﬂ

Dimesiane masimd etichetd b 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 51 mm 112 mm 106 mm 110 mm 110 mm

= e

Etichete tu autolaminare Mansaane termocontractabile Identificarea produselor ru EFREP  Etichete laminate pentru Identificare

BMPI1-PLUS MP. MPS BMPEY

LTHD Corporation S.R.L.
Head Office: Timisoara - ROMANIA, 300153, 70 Ardealul Str., Ithd@Ithd.com, www.lthd.com — LTHD I
Tel.: +40 256 201273, +40 356 401266, +40 729 009922, Fax: +40 256 490813
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Although not visible,
our labels always find
the right mission.

www.Ithd.com RiERERE:®
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multicompero g% Farnell

"CONOMISITI PANA LA 45% LA
COMPONENTE PASIVE

Multicomp Pro este o marca de top in sectorul componentelor electronice,
specializata in productia de componente pasive de inalta calitate, cum ar

fi condensatoare, rezistoare, cristale, oscilatoare, sigurante, inductoare si
termistoare.

Aceste componente sunt esentiale pentru buna functionare a dispozitivelor
electronice, iar pasivele Multicomp Pro sunt proiectate pentru a raspunde
cerintelor riguroase ale electronicelor moderne. Ca alegere preferata a inginerilor,
Multicomp Pro ofera componente pasive de calitate la o valoare incredibila, de
obicei cu 45% mai ieftine decat la marcile de top.

ro.farnell.com/mpro-passives
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